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Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.

FS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)



CE Warning

This device complies with directive 2014/53/EU issued by the Commision of the European
Community.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between
the radiator & your body.

Operations in the 5.15-5.35GHz band are restricted to indoor usage only.

AT|BE|BG|CH|CY | CZ|DE

DK|EE|EL |ES| FI | FR|HR
Q HU[IE | IS [IT | LI |LT|LU
LV |MT|NL [NO| PL | PT |RO

SE | SI [SK| TR |[UK

Radio transmit power per transceiver type

Function Frequency Maximum Output Power (EIRP)
2400-2483.5 MHz 18.5+/-1.5 dbm
5150-5250 MHz 21.5+/-1.5 dbm

18.5+/ -1.5 dbm (no TPC)
21.5+/-1.5 dbm (TPC)
25.5+/-1.5 dbm (no TPC)
28.5+/-1.5 dbm (TPC)
Bluetooth 2400-2483.5 MHz 8.5+ /-1.5dbm

WiFi 5250-5350 MHz

5470-5725 MHz
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Motherboard Layout
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2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
ATX 12V Power Connector (ATX12V2)

ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

Addressable LED Header (ADDR_LED2)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_C2, DDR4_D2)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_C1, DDR4_D1)
RGB LED Header (RGB_HEADER?2)

ATX Power Connector (ATXPWRI1)

Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
CPU / Waterpump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header (USB32_TC1)
CPU Fan Connector (CPU_FANI1)

USB 3.2 Genl Header (USB3_5_6)

SATA3 Connectors (SATA3_0_1)

SATA3 Connectors (SATA3_2_3)

SATA3 Connectors (SATA3_4_5)

SATA3 Connectors (SATA3_6_7)

SATA3 Connectors (SATA3_Al1_A2)

SPI TPM Header (SPI_TPM_]J1)

Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

System Panel Header (PANEL1)

Power Button (PWRBTNI)

Reset Button (RSTBTNI1)

Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)
USB 2.0 Header (USB5_6)

USB 2.0 Header (USB3_4)

Addressable LED Header (ADDR_LEDI)

RGB LED Header (RGB_HEADER1)

Virtual RAID On CPU Header (VROCI)

Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN5/WP)
Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)
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No. Description No. Description

1 LAN RJ-45 Port (Intel® 1219V)*

2 10G LAN RJ-45 Port

(AQUANTIA® AQC107)**

N R W

Rear Speaker (Black)
Line In (Light Blue)

Central / Bass (Orange)

Front Speaker (Lime)***

Mini DisplayPort Input Ports****

8  USB 3.2 Gen2 Thunderbolt™ 3 Type-C Ports

o

Microphone (Pink)

10  Optical SPDIF Out Port

11 USB 3.2 Genl Ports (USB3_34)*+*
12 USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)
13 USB 2.0 Ports (USB2_1_2)

14  Antenna Ports

15  Clear CMOS Button

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
‘ SPEED LED

ED

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




**There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

SPEED LED
:EI

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Off No Link 10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps
Blinking Data Activity Orange

/5Gbps connection

On Link Green 10Gbps connection

% If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”. See the table below

for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Front Speaker RearSpeaker Central/Bass Lineln
Channels (No. 6) (No. 4) (No. 3) (No. 5)

4 A \% -- --

6 \% \% \% --

8 \% \% \% \%

4% Please choose regular mini DisplayPort to DisplayPort adapter cables instead of right angled ones if you use
two mini DisplayPort input ports simultaneously.

0t ACPI wake-up function is not supported on USB3_34 ports.



WiFi-802.11ax Module and ASRock WiFi 2.4/5 GHz
Antenna

WiFi-802.11ax + BT Module

This motherboard comes with an exclusive WiFi 802.11 a/b/g/n/ax + BT v5.0
module (pre-installed on the rear I/O panel) that offers support for WiFi 802.11 a/b/
g/n/ax connectivity standards and Bluetooth v5.0. WiFi + BT module is an easy-to-
use wireless local area network (WLAN) adapter to support WiFi + BT. Bluetooth
v5.0 standard features Smart Ready technology that adds a whole new class of
functionality into the mobile devices. BT 5.0 also includes Low Energy Technology
and ensures extraordinary low power consumption for PCs. The 2T2R WiFi
solution sets a WiFi high speed standard and offers max link rate up to 2.4Gbps.

* The transmission speed may vary according to the environment.

ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antenna

X299 Creator



ASRock Thunderbolt™ 3 Module

USB 3.2 Gen2 Thunderbolt™ 3
Type-C Ports

TBT_M2_1and TBT_M2_2

Specifications

Platform e Size: 1.45-in x 1.65-in x 0.91-in, 3.7 cm x 4.2 cm x 2.3 cm

Controller e Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controller (Titan Ridge)

 Proprietary design for ASRock specific motherboard

* Please note that plugging into other M.2 connector may
damage the motherboard and this module

¢ 2x NGFF M Key Type M.2 Connectors
¢ 2 x Mini DisplayPort 1.4 Input Ports
e 2x USB 3.2 Gen2 Thunderbolt™ 3 Type-C Ports (40Gb/s for
Thunderbolt protocol; 10 Gb/s for USB3.2 protocol) (Support
ESD Protection)*
*Supports daisy-chaining of up to six Thunderbolt™ devices.
*This port supports USB-PD 3.0 power outputs 9V/3A 27W and 5V/3A
15W. For charging Type-C USB devices, the device should support

Connector

Type-C standards to adjust the current because it will be different in
Power On state (3 Amp).
*Some Type-C USB devices may only be charged by its own adapter.

Interface e PCI Express 3.0 x4 interface
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Graphics

Data Rate

Supports Thunderbolt™ 3 interface with max. resolution of
5K (5120 x 2880) @ 60Hz for one display over a single cable
connection

Supports Thunderbolt™ 3 interface with max. resolution of
4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz for dual displays over a single
cable connection

Supports up to two streams (eight lanes) of DisplayPort video
bandwidth; supports daisy-chaining of multiple DisplayPort
monitors

Supports 40Gbps bi-directional bandwidth per channel with
Thunderbolt™ 3 port

Microsoft® Windows® 10 64-bit




Installation
Step 1

Prepare two Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Cables and one/two
Thunderbolt™ cables. All these cables are not included in the package.

B s (/==
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Step 2

Connect one end of the Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Cable to the Mini
DisplayPort Input Port (A) on ASRock Thunderbolt™ 3 Module on I/O panel.
Then connect the other end of the cable to the DisplayPort Output Port (B) on the
graphics card.




Step 3

X299 Creator

Follow step 2 to connect the other Mini DisplayPort Input Port to the graphics card.

Step 4

. Make sure to connect both Mini DisplayPort Input Ports if you install the Thunder-
bolt™ output display device.

. Please choose regular Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Cables instead of
right angled ones if you use two Mini DisplayPort Input Ports simultaneously.

=i

O HEIs—=/—=

Connect the Thunderbolt™ cable(s) from your Thunderbolt-enabled device(s) to the
USB 3.2 Gen2 Thunderbolt™ 3 Type-C Port(s) on ASRock Thunderbolt™ 3 Module

on I/O panel.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock X299 Creator motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

6_2 Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

e ASRock X299 Creator Motherboard (ATX Form Factor)
e ASRock X299 Creator Quick Installation Guide

¢ ASRock X299 Creator Support CD

¢ 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S Card (Optional)

¢ 1x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antenna (Optional)

e 4x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

* 3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

¢ 3 x Standoffs for M.2 Sockets (Optional)

e 1x1I/O Panel Shield
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

e ATX Form Factor
e 8 Layer PCB
e 20z Copper PCB

e Supports Intel” Core™ X-Series Processor Family for the
LGA 2066 Socket (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh and
Skylake X)

¢ Digi Power design

* 13 Power Phase design

e Supports Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

o Intel® X299

* Quad Channel DDR4 Memory Technology
e 8x DDR4 DIMM Slots
e Supports DDR4 4200+(0OC)*/4000(OC)/3800(OC)/
3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800
(0C)/2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory
* The maximum memory frequency supported may vary by
processor type.
* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)
* Max. capacity of system memory: 256GB
e Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
* 15u Gold Contact in DIMM Slots

e 4x PCI Express 3.0 x16 Slots*
* If you install CPU with 48 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
will run at x16/x8/x16/x8.
If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1 or M2_2,
PCIE2 will downgrade to x4 mode.
If M.2 PCI Express modules are installed on M2_1 and M2_2,
PCIE2 will be disabled.
* If you install CPU with 44 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
will run at x16/x4/x16/x8.
If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will
be disabled.

11
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Thunder-
bolt™

Audio

*If you install CPU with 28 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
will run at x16/x4/x8/x0.

If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will
be disabled.

* Supports NVMe SSD as boot disks

1 x PCI Express 3.0 x1 Slot

Supports AMD 3-Way CrossFireX"™ and CrossFireX"™ **
Supports NVIDIA® 3-Way SLI"™ and SLI"™**

Supports NVIDIA® NVLink™ with dual NVIDIA® GeForce®
RTX series graphics cards***

Support NVIDIA® SLI™ with NVIDIA® Quadro graphics

cards

** 3. Way CrossFireX"™ and 3-Way SLI™ are only supported
with CPU with 48 lanes or 44 lanes.

*** NVIDIA NVLink Bridge does not come with the package.
Please purchase it from NVIDIA® if necessary.

1 x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-
802.11ax module (on the rear I/O)
15u Gold Contact in VGA PCle Slot (PCIE1 and PCIE3)

Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controller (Titan Ridge)
Supports Thunderbolt™ 3 interface with max. resolution of
5K (5120 x 2880) @ 60Hz for one display over a single cable
connection

Supports Thunderbolt™ 3 interface with max. resolution of
4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz for dual displays over a single
cable connection

Supports up to two streams (eight lanes) of DisplayPort video
bandwidth; supports daisy-chaining of multiple DisplayPort

monitors

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek

ALC1220 Audio Codec)

Premium Blu-ray Audio support

Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)

Supports Purity Sound™ 4

- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

- 120dB SNR DAC with Differential Amplifier

- NE5532 Premium Headset Amplifier for Front Panel
Audio Connector (Supports up to 600 Ohm headsets)

- Pure Power-In
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- Direct Drive Technology
- PCB Isolate Shielding
- Impedance Sensing on Front Out port
- Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
- Gold Audio Jacks
- 15 Gold Audio Connector
e Supports DTS Connect

LAN 1 x 10 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107):
e Supports Lightning/ESD Protection
e Supports PXE
1 x Intel Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V):
e Supports Wake-On-LAN
e Supports Lightning/ESD Protection
e Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supports PXE

Wireless o Intel® 802.11ax WiFi Module
LAN e Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ax
e Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)
e Supports high speed wireless connections up to 2.4Gbps
e 2 antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity
technology
o Supports Bluetooth 5.0 + High speed class II
e Supports MU-MIMO

Rear Panel * 2x Antenna Ports
1/0 ¢ 1x Optical SPDIF Out Port
e 2x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
e 2x USB 3.2 Gen2 Thunderbolt™ 3 Type-C Ports (40Gb/s for
Thunderbolt protocol; 10 Gb/s for USB3.2 protocol) (Supports
ESD Protection)*
* Supports USB-PD 3.0 9V/3A(27W) and 5V/3A(15W)
¢ 2 x Mini DisplayPort Input Ports**
** Please choose regular mini DisplayPort to DisplayPort
adapter cables instead of right angled ones if you use two mini
DisplayPort input ports simultaneously.
e 4x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)***

13
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Storage

Connector

*** Ultra USB Power is supported on USB3_34 ports.
*** ACPI wake-up function is not supported on USB3_34 ports.
¢ 2xRJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
¢ 1x Clear CMOS Button
e HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in /
Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)

* 8xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17 and Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI and
Hot Plug*

*If M2_3 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_7
will be disabled.

* 2xSATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, sup-
port NCQ, AHCI and Hot Plug

e 2x Ultra M.2 Sockets (M2_1 and M2_2), support M Key
type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3
x4 (32 Gb/s)**

e 1x Ultra M.2 Socket (M2_3), supports M Key type
2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

**If you install CPU with 44 or 28 lanes, M2_2 will be disabled.
** Supports Intel* Optane™ Technology

** Supports PCIe RAID

** Supports NVMe SSD as boot disks

¢ 1x Virtual RAID On CPU Header
e 1x SPI'TPM Header
¢ 1 x Power LED and Speaker Header
¢ 2xRGB LED Headers
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
e 2x Addressable LED Headers
* Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
¢ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of

maximum 2A (24W) fan power.
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BIOS
Feature

Hardware
Monitor

¢ 5x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FANI1~5/WP can auto detect if 3-pin
or 4-pin fan is in use.
¢ 1x24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Con-
nector)
e 2x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connec-
tor)
¢ 1x Front Panel Audio Connector (15u Gold Audio Connec-
tor)
e 2x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
e 1x USB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)
¢ 1x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header (ASMedia
ASM3142)
e 1x Dr. Debug with LED
* 1x Power Button with LED

¢ 1 x Reset Button

e 2x AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support (1
x Main BIOS and 1 x Backup BIOS)

e Supports Secure Backup UEFI Technology

e ACPI 6.1 Compliant wake up events

e SMBIOS 3.0 Support

e CPU, DRAM, VPPM, VITM, PCH 1.0V, VCCMPHY, VC-
CIO, VCCSA, VCCPLL, CLK VDD Voltage Multi-adjust-

ment

e Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Wa-
ter Pump Fans

e Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water
Pump Fans

¢ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans

e Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

¢ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,

PCH 1.0V, VCCIO, VCCSA
15



(0] e Microsoft®” Windows® 10 64-bit

Certifica- e FCC,CE
tions e ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including

‘ j \ adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.

16
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study
the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

* Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

¢ In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

¢ Hold components by the edges and do not touch the ICs.

e Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

* When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

17
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 2066-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

CAUTION:

Please note that X299 platform is only compatible with the LGA 2066 socket, which is
incompatible with the LGA 2011-3 socket (for X99 platform).







Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

20
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink




2.3 Installation of Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides eight 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots, and
supports Quad Channel Memory Technology.

1. For quad channel configuration, you always need to install identical (the same

A brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.
3. The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

Quad Channel Memory Configuration (For CPU with 48, 44 or 28 PCle
lanes)

Populated Populated
Populated
Populated Populated
Populated
Populated Populated
Populated
Populated Populated
Populated

¢ Due to Intel® CPU spec definition, please install the memory modules on DDR4_A1,
DDR4_B1, DDR4_C1 and DDR4_D1 for first priority. If the four DDR4 DIMM slots
above are fully installed, and you want to use more than four memory modules, please
install the other memory modules from left to right (from DDR4_A2, DDR4_B2,
DDR4_D2 to DDR4_C2.)

o If only two memory modules are installed in the DDR4 DIMM slots, then Dual
Channel Memory Technology is activated. If three memory modules are installed, then
Triple Channel Memory Technology is activated. If more than four memory modules
are installed in the DDR4 DIMM slots, then Quad Channel Memory Technology is
activated.
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 5 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x8 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE4 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE5 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x8 lane width graphics cards.

*If you install CPU with 48 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x8/
x16/x8.

*If you install CPU with 44 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x4/
x16/x8.

*If you install CPU with 28 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x4/
x8/x0.

PCle Slot Configurations (For CPU with 48 PCle lanes)
PCIE1  PCIE2 PCIE3  PCIE4  PCIE5

Single Graphics Card x16 N/A N/A N/A N/A
Two Graphics Cards in
CrossFireX™ or SLI™ x16 N/A x16 N/A N/A
Mode
Three Graphics Cards in
3-Way CrossFireX™ Mode x16 N/A x16 N/A x8

or 3-Way SLI™ Mode

If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1 or M2_2, PCIE2 will downgrade to x4 mode.
If M.2 PCI Express modules are installed on M2_1 and M2_2, PCIE2 will be disabled.
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PCle Slot Configurations (For CPU with 44 PCle lanes)

PCIE1 PCIE2 PCIE3 PCIE4 PCIE5

Single Graphics Card x16 N/A N/A N/A N/A
Two Graphics Cards in
CrossFireX™ or SLI™ x16 N/A x16 N/A N/A
Mode
Three Graphics Cards in
3-Way CrossFireX"" Mode x16 N/A x16 N/A x8

or 3-Way SLI™ Mode

If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will be disabled.

PCle Slot Configurations (For CPU with 28 PCle lanes)

PCIE1 PCIE2 PCIE3 PCIE4 PCIE5

Single Graphics Card x16 N/A N/A N/A N/A
Two Graphics Cards in
CrossFireX™ or SLI™ x16 N/A x8 N/A N/A
Mode

If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will be disabled.

chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_

Q For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
FAN4/WP or CHA_FANS5/WP) when using multiple graphics cards.

* If you install CPU with 44 or 28 lanes and encounter CrossFire issues, please
do the followings.

1. Enter UEFI by pressing <F2> or <Del> during system startup.

2. Select “Boot > CSM” from the menu.

3. Set "Launch Storage OpROM policy" to "UEFI only".

4. Press F10 to Save and Exit.
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PCIE Slot Speed (For CPU with 48 PCle lanes)

PCIE1

PCIE2

PCIE3

PCIE4

PCIE5

*If M.2 PCI Express modules are installed on M2_1 and M2_2, PCIE2 will be disabled.

PCIE Slot Speed (For CPU with 44 PCle lanes)

PCIE1

PCIE2

PCIE3

PCIE4

PCIE5

*If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will be disabled.

PCIE Slot Speed (For CPU with 28 PCle lanes)

PCIE1

PCIE2

PCIE3

PCIE4

PCIE5
26

*If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will be disabled.

x16

x8

x16

x1 (PCH)

x8

x16

x4

x16

x1 (PCH)

x8

x16

x4

x8

x1 (PCH)

N/A



2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

« Open”,

W W
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Short Open

Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

(see p.1, No. 26) 2-pin Jumper

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.

Q The Clear CMOS Button has the same function as the Clear CMOS jumper.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANEL1) PWRBIN# button, reset button and
(see p.1, No. 22) system status indicator on

the chassis to this header

according to the pin

HDLED-

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

Q PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way

to turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to
restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/83 sleep
state. The LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.
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Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
DUMMY .

Header DUMMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) 5V | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 21) ololo 8 header.

1

[
PLED+|
PLED+
PLED-
Serial ATA3 Connectors o [ - These ten SATA3
I I

(SATA3_0_1: li_:" [ g connectors support SATA
see p.1, No. 15) & =L =l & data cables for internal
(SATA3_2_3: N @, storage devices with up to

52} [50]
see p.1, No. 16) E i E 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_4_5: 0 =l =l » * To minimize the boot
see p.1, No. 17) :| =] 2| time, use Intel® X299
(SATA3_6_7: E i E SATA ports (SATA3_0~7)
see p.1, No. 18) o =l i=l o for your bootable devices.
(SATA3_A1_A2: ol oy B oy *If M2_3 is occupied by
see p.1, No. 19) E E a SATA-type M.2 device,

0 == 0 SATA3_7 will be disabled.

=

(‘OI (")I

< <

= L] 1L 5

o =1=¢

USB 2.0 Headers
(9-pin USB3_4)
(see p.1, No. 30)
(9-pin USB5_6)
(see p.1, No. 29)

There are two headers
on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.

P
USB_PWR
USB 3.2 Genl Header sy — There is one header on
(19-pin USB3_5_6) nAPB O+ niAPAD- this motherboard. This
IntA_PB_D- GND
GND IntA_PA_SSTX+
(See pl’ No. 14) IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX- USB 3.2 Genl header can
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+ support two Ports-
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX.
IntA_PB_SSRX- Vous

Vbus

29



30

Front Panel Type C USB % There is one Front

3.2 Gen2 Header Panel Type C USB 3.2
(26-pin USB32_TC1) Gen2 Header on this
(see p.1, No. 12) motherboard. This header
is used for connecting a
USB Type-C Cable USB 3.2 Gen2 module for
additional USB 3.2 Gen2
ports.
Front Panel Audio Header ND encEs This header is for
(9-pin HD_AUDIO1) ‘M'C*Rgm et connecting audio devices
[ .
(see p.1, No. 35) SIOTET TS to the front audio panel.
1‘ |Q|Q Q
‘ | Toura_L
J_SENSE
OUT2_R
MIC2_R
MIC2_L

8

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis

must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our
manual and chassis manual to install your system.

. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.



Chassis Water Pump Fan

FAN_SPEED
Connectors
(4-pin CHA_FAN1/WP)

(see p.1, No. 10) I

GND

(see p.1, No. 25) FAN_VOLTAGE

GND

(4-pin CHA_FAN2/WP) FANSPEEDCONTROL%
CHA_FAN_SPEED

—_Now
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This motherboard

FAN_VOLTAGE_CONTROL FAN_SPEED_CONTROL provldes five 4-Pin water

cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.

(4-pin CHA_FAN3/WP) FAN_SPEED

(see p.l, No. 27) FAN’VOLTAGE’CZ:EROL FAN_SPEED_CONTROL

(4-pin CHA_FAN4/WP)

(see p.1, No. 28) T2

(4-pin CHA_FAN5/WP)

(see p.1, No. 34)

CPU Fan Connector FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

(4-pin CPU_FAN1) FAN_VOLTAGE

(see p.1, No. 13)

This motherboard
provides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.

If you plan to connect a

1.2 3 4
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.
CPU Water Pump Fan FAN_SPEED_CONTROL This motherboard
CPU_FAN_SPEED
Connector FAN_VOLTAGE provides a 4-Pin water

GND

(4-pin CPU_FAN2/WP)
(see p.1, No. 11)

1.2 3 4

cooling CPU fan
connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1,No. 9)

This motherboard
provides a 24-pin ATX
power connector. To use a
20-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 13.
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ATX 12V Power 8 5

Connectors GD’E‘G
(8-pin ATX12V1) 4DOUD1

(see p.1, No. 4)
(8-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 3)

This motherboard
provides two 8-pin ATX
12V power connectors. To
use a 4-pin ATX power
supply, please plug it along
Pin 1 and Pin 5.
*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PCle power cable to this

connector.

SPI TPM Header sPI_bas This connector supports SPI
+3.3V
(13-pin SPI_TPM_]J1) Bummy Trusted Platform Module (TPM)
(see p.1, No. 20) T rere system, which can securely store
SIS (.LTE;UIRQ keys, digital certificates, pass-
11Q[O[O[O]O (ID words, and data. A TPM system
JNEPUPWCS"‘ also helps enhance network
PLMmSo security, protects digital
sPoaz identities, and ensures platform
integrity.
RGB LED Headers ; These two RGB headers are used
(4-pin RGB_HEADER1) 12VG R B to connect RGB LED

(see p.1, No. 32)
(4-pin RGB_HEADER?2)
(see p.1, No. 8)

extension cable which allows
users to choose from various LED
lighting effects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 47 for
further instructions on this
header.
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Addressable LED Headers , These two Addressable LED
(3-pin ADDR_LED1) I??l:g[) headers are used to connect
(see p.1, No. 31) VOUDTO—ADDR Addressable LED extension cable
(3-pin ADDR_LED?2) which allows users to choose
(see p.1, No. 5) from various LED lighting
effects.
Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 48 for
further instructions on this
header.
Virtual RAID On CPU 1 This connector supports Intel®
Header GND Virtual RAID on CPU and
(4-pin VROC1) +3VSBGND NVME/AHCI RAID on CPU
(see p.1, No. 33) VROG RAID KEY PCIE.

With the introduction of the Intel VROC product, there are three modes of operation:

SKU HW key required  Key features

« Pass-thru only (no RAID)

LED Management
Pass-thru ~ Not needed e
» Hot Plug Support

» RAID 0 support for Intel Fultondale NVMe SSDs

Pass-thru SKU features
Standard VROCSTANMOD

« RAIDO, 1,10
Premium VROCPREMMOD
Standard SKU features
« RAIDS5
RAID 5 Write Hole CI
Iss VROCISSDMOD rie Hote oSt
*Only Intel SSDs are supported. 33

*For further details on VROC, please refer to the official information released by Intel.



2.7 Smart Switches

The motherboard has three smart switches: Power Button, Reset Button and Clear
CMOS Button, allowing users to quickly turn on/off the system, reset the system or
clear the CMOS values.

Power Button Power Button allows users
(PWRBTN) to quickly turn on/off the
(see p.1, No. 23) system.
Reset Button o __ o Reset Button allows
(RSTBTN) ... users to quickly reset the
(see p.1, No. 24) system.
Clear CMOS Button e o Clear CMOS Button
(CLRCBTN1) . allows users to quickly

e o

(see p.3, No. 15) clear the CMOS values.

ﬁ This function is workable only when you power off your computer and unplug the
power supply.
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2.8 Dr. Debug

Dr. Debug is used to provide code information, which makes troubleshooting even

easier. Please see the diagrams below for reading the Dr. Debug codes.

Code Description

0x10

0x11

0x15

0x19

0x31

0x32

0x33

0x34

0x35

0x36

0x37

0x3B

0x4F

0x60

0x61

0x62

PEI_CORE_STARTED

PEI_CAR_CPU_INIT

PEI_CAR_NB_INIT

PEI_CAR_SB_INIT

PEI_ MEMORY_INSTALLED

PEI_CPU_INIT

PEI_CPU_CACHE_INIT

PEI_CPU_AP_INIT

PEI_CPU_BSP_SELECT

PEI_CPU_SMM_INIT

PEI_MEM_NB_INIT

PEI_MEM_SB_INIT

PEI_DXE_IPL_STARTED

DXE_CORE_STARTED

DXE_NVRAM_INIT

DXE_SBRUN_INIT
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0x63

0x68

0x69

0x6A

0x70

0x71

0x72

0x78

0x79

0x90

0x91

0x92

0x93

0x94

0x95

0x96

0x97

0x98

DXE_CPU_INIT

DXE_NB_HB_INIT

DXE_NB_INIT

DXE_NB_SMM_INIT

DXE_SB_INIT

DXE_SB_SMM_INIT

DXE_SB_DEVICES_INIT

DXE_ACPI_INIT

DXE_CSM_INIT

DXE_BDS_STARTED

DXE_BDS_CONNECT_DRIVERS

DXE_PCI_BUS_BEGIN

DXE_PCI_BUS_HPC_INIT

DXE_PCI_BUS_ENUM

DXE_PCI_BUS_REQUEST_RESOURCES

DXE_PCI_BUS_ASSIGN_RESOURCES

DXE_CON_OUT_CONNECT

DXE_CON_IN_CONNECT



0x99

0x9A

0x9B

0x9C

0x9D

0xA0

0xAl

0xA2

0xA3

0xA4

0xA5

0xA6

0xA7

0xA8

0xA9

0xAB

0xAD

0xAE

DXE_SIO_INIT

DXE_USB_BEGIN

DXE_USB_RESET

DXE_USB_DETECT

DXE_USB_ENABLE

DXE_IDE_BEGIN

DXE_IDE_RESET

DXE_IDE_DETECT

DXE_IDE_ENABLE

DXE_SCSI_BEGIN

DXE_SCSI_RESET

DXE_SCSI_DETECT

DXE_SCSI_ENABLE

DXE_SETUP_VERIFYING_PASSWORD

DXE_SETUP_START

DXE_SETUP_INPUT_WAIT

DXE_READY_TO_BOOT

DXE_LEGACY_BOOT

X299 Creator
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0xAF

0xBO

0xB1

0xB2

0xB3

0xB4

0xB5

0xB6

0xB7

0xFO

0xF1

0xF2

0xF3

0xF4

0xEO0

0xE1

0xE2

DXE_EXIT_BOOT_SERVICES

RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_BEGIN

RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_END

DXE_LEGACY_OPROM_INIT

DXE_RESET_SYSTEM

DXE_USB_HOTPLUG

DXE_PCI_BUS_HOTPLUG

DXE_NVRAM_CLEANUP

DXE_CONFIGURATION_RESET

PEI_RECOVERY_AUTO

PEI_RECOVERY_USER

PEI_RECOVERY_STARTED

PEI_RECOVERY_CAPSULE_FOUND

PEI_RECOVERY_CAPSULE_LOADED

PEI_S3_STARTED

PEI_S3_BOOT_SCRIPT

PEI_S3_VIDEO_REPOST
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0xE3

0x50

0x53

0x55

0x57

0x58

0x59

0x5A

0x5B

0xDO0

0xD1

0xD2

0xD3

0xD4

0xD5

0xD6

0xD7

PEI_S3_OS_WAKE

PEI_MEMORY_INVALID_TYPE

PEI_MEMORY_NOT_DETECTED

PEI_MEMORY_NOT_INSTALLED

PEI_CPU_MISMATCH

PEI_CPU_SELF_TEST_FAILED

PEI_CPU_NO_MICROCODE

PEI_CPU_ERROR

PEI_RESET_NOT_AVAILABLE

DXE_CPU_ERROR

DXE_NB_ERROR

DXE_SB_ERROR

DXE_ARCH_PROTOCOL_NOT_AVAILABLE

DXE_PCI_BUS_OUT_OF_RESOURCES

DXE_LEGACY_OPROM_NO_SPACE

DXE_NO_CON_OUT

DXE_NO_CON_IN
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0xD8

0xD9

0xDA

0xDB

0xDC

0xE8

0xE9

0xEA

0xEB

DXE_INVALID_PASSWORD

DXE_BOOT_OPTION_LOAD_ERROR

DXE_BOOT_OPTION_FAILED

DXE_FLASH_UPDATE_FAILED

DXE_RESET_NOT_AVAILABLE

PEI_MEMORY_S3_RESUME_FAILED

PEI_S3_RESUME_PPI_NOT_FOUND

PEI_S3_BOOT_SCRIPT_ERROR

PEI_S3_OS_WAKE_ERROR
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29 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide
(M2_1 and M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Sockets (M2_1 and M2_2) support M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module
up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

For CPU with 48 PCle lanes:

If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1 or M2_2, PCIE2 will downgrade to x4
mode.

If M.2 PCI Express modules are installed on M2_1 and M2_2, PCIE2 will be disabled.

For CPU with 44 PCle lanes:

If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will be disabled.

If you install CPU with 44 lanes, M2_2 will be disabled.

For CPU with 28 PCle lanes:

If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will be disabled.

If you install CPU with 28 lanes, M2_2 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ E]ﬁ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.
f 3 ] { Step2
——0——
Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
location to be used.
! 1 f
C B A
Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm

Module Type Type 2242  Type2260  Type 2280
41



42

Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2
SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

~©

a®=—o

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

SanDisk PCle

Intel PCle
Intel PCle
Intel PCle

Kingston PClIe
Samsung PCle
Samsung PClIe
Samsung PCle
ADATA PCle
ADATA PCle
Kingston PClIe
Kingston PCle
PLEXTOR PCle
WD PCle

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
SM951 (NVME) /512GB

SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ASX8000NP-512GM-C / 512GB
ASX7000NP-512GT-C/ 512GB
SKC1000/480G

SKC1000/960GB NVME

PX-512M8PeG/ 512GB
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website
for details: http://www.asrock.com
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_3)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_3) supports M Key type 2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
J and the screw.
Step 2

Ji J
1

/ Depending on the PCB type and

o
ﬂ length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

o location to be used.

Nut Location A B C D

F 142 {

PCB Length 4.2cm 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type 2242 Type2260  Type2280  Type 22110
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films on
the bottom side of the M.2 heatsink
before you install a M.2 SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoft that comes
with the package. Then hand tighten
the standoft into the desired nut

© location on the motherboard. Align
y and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD
module only fits in one orientation.
©

Step 5

‘ Tighten the screw with a screwdriver
ﬂ to secure the module into place.

= Please do not overtighten the screw as

@ -

this might damage the module.
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SanDisk
Intel

Intel

Intel

Intel
Kingston
Samsung
Samsung
Samsung
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Crucial
ezlink
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
Kingston
LITEON
PLEXTOR
PLEXTOR
PLEXTOR
SanDisk
SanDisk
SanDisk
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
WD

WD

PCle
PCle
PCle
PCle
SATA
PCle
PCle
PCle
PCle
SATA
PCle
PCle
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
PCle
PCle
SATA
SATA
SATA
PCle
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
PCle

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
540S-SSDSCKKW240H6 / 240GB
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
SM951 (NVME) /512GB

SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ADATA - AXNS381E-128GM-B
ASX8000NP-512GM-C / 512GB
ASX7000NP-512GT-C / 512GB
ASU800NS38-512GT-C / 512GB
Crucial-CT240M500SSD4-240GB
ezlink P51B-80-120GB

INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
SKC1000/480G

SKC1000/960GB NVME

LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PX-512M8PeG/ 512GB

SanDisk X400-SD8SN8U-128G

Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
SanDisk-SD6SN1M-128G

Transcend TS256GMTS800-256GB
TS512GMTS800 / 512GB

V-Color 120G

V-Color 240G

WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website

for details: http://www.asrock.com
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2.11 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strips to the RGB LED Headers (RGB_HEADER1, RGB_HEADER?2)

on the motherboard.
RGB_HEADER2
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1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a

maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
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Connecting the Addressable RGB LED Stri
Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Headers (ADDR_LEDI,
ADDR_LED?2) on the motherboard.

= D . ADDR_LED2
— 1 o
[ ] >
[ T] — GND
:D II DO_ADDR
d % VOUT
H
_ P = ADDR_LED1
— =
n i >
| E— — g GND 7
Q o R [J DO_ADDR
VOUT
— [ ]
xmc»% A/)
e i/
— — o ‘
L Eum@mmmﬁlj:bA g !

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-

ages to motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.



ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your
PC style your way!

Drag the tab to customize your

preference.

Toggle on/off the
RGB LED switch

LED Channel: Chipset Heatsink

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Static -

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply Al

the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das X299 Creator von ASRock entschieden haben - ein
zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitat und Bestandigkeit erfillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden

Q konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geiindert werden. Falls
diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version
ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendétigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite.

ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

o ASRock X299 Creator — Motherboard (ATX-Formfaktor)
o ASRock X299 Creator - Schnellinstallationsanleitung

o ASRock X299 Creator-Support-CD

o 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S-Karte (optional)

o 1 x ASRock-WiFi-2,4/5-GHz-Antenne (optional)

o 4x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

o 3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

o 3 x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)
 1xE/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform « ATX-Formfaktor
« 8-Layer-PCB
« Platine mit zwei Unzen Kupfergehalt

Prozessor « Unterstiitzt Prozessorfamilie der Intel* Core™ X-Serie beim
LGA-2066-Sockel (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh und
Skylake X)
« Digi Power design
o 13-Leistungsphasendesign
o Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Chipsatz « Intel® X299

Speicher o Vierkanal-DDR4-Speichertechnologie
8 x DDR4-DIMM-Steckplitze
« Unterstiitzt ungepufferten Non-ECC-Speicher DDR4 4200+
(OC)*/4000(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200
(0C)/2933 (OC)/2800 (OC)/2666/2400/2133

* Die maximal unterstiitzte Speicherfrequenz kann je nach
Prozessortyp variieren.

* Weitere Informationen finden Sie in der
Speicherkompatibilitatsliste auf der ASRock-Webseite.
(http://www.asrock.com/)

o Systemspeicher, max. Kapazitit: 256GB

« Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

Erweiter- « 4 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz*

ungssteckplatz * Wenn Sie eine CPU mit 48 Lanes installieren, lauft PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIE5 bei x16/x8/x16/x8.
Falls ein M.2-PCI-Express-Modul an M2_1 oder M2_2 installiert
ist, stuft PCIE2 auf x4-Modus ab.
Wenn M.2-PCI-Express-Module an M2_1 und M2_2 installiert
sind, wird PCIE2 deaktiviert.
* Wenn Sie eine CPU mit 44 Lanes installieren, lauft PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIE5 bei x16/x4/x16/x8.
Wenn ein M.2-PCI-Express-Modul an M2_1 installiert ist, wird
PCIE2 deaktiviert.
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Thunderbolt™

Audio

* Wenn Sie eine CPU mit 28 Lanes installieren, lauft PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIE5 bei x16/x4/x8/x0.
Wenn ein M.2-PCI-Express-Modul an M2_1 installiert ist, wird
PCIE2 deaktiviert.
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
 1x PCI-Express 3.0-x1-Steckplatz
« Unterstiitzt AMD 3-Way CrossFireX"" und CrossFireX""**
« Unterstiitzt NVIDIA® 3-Way SLI™ und SLI™**
« Unterstiitzt NVIDIA® NVLink™ mit zwei Grafikkarten der
NVIDIA®-GeForce®-RTX-Serie***
« Unterstiitzt NVIDIA® SLI"" mit Grafikkarten der NVIDIA®-
Quadro
** 3_Way CrossFireX ™ und 3-Way SLI"™™ werden nur mit CPU
mit 48 Lanes oder 44 Lanes unterstiitzt.
*** NVIDIA-NVLink-Bridge wird nicht mitgeliefert. Bei Bedarf
bitte von NVIDIA® kaufen.
« 1 xvertikaler M.2-Sockel (Key E) mit dem mitgelieferten
802.11ax-WLAN-Modul (an den riickseitigen I/O).
o 15-p-Goldkontakt im VGA-PCle-Steckplatz (PCIE1 und
PCIE3)

« Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controller (Titan Ridge)

« Unterstiitzt Thunderbolt™-3-Schnittstelle mit max. Auflosung
von 5K (5120 x 2880) bei 60 Hz fiir ein Display tiber eine
einzige Kabelverbindung

« Unterstiitzt Thunderbolt™-3-Schnittstelle mit max. Auflosung
von 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz fiir duale Displays tiber
eine einzige Kabelverbindung

« Unterstiitzt bis zu zwei Streams (acht Lanes) von DisplayPort-
Videobandbreite; unterstiitzt Daisy-Chaining mehrerer
DisplayPort-Monitore

e 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1220-
Audiocodec)
o Erstklassige Blu-ray- Audiounterstiitzung
« Unterstiitzt Uberspannungsschutz (ASRock Full Spike
Protection)
« Unterstiitzt Purity Sound™ 4
- Nichicon-Audiokappen der Fine Gold-Serie
- 120-dB-SRV-DAC mit Differentialverstarker
- NE5532 - erstklassiger Headset-Verstarker fiir
Audioanschluss an der Frontblende (unterstiitzt Headsets
mit bis zu 600 Ohm)
- Reiner Stromeingang



X299 Creator

- Direct Drive Technology
- PCB-isolierte Abschirmung
- Impedanzerkennung am vorderen Ausgang
- Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal
- Goldene Audioanschliisse
- 15-p-Gold-Audioanschluss
o Unterstiitzt DTS Connect

LAN 1 x 10-Gigabit-LAN 100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107):
« Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische
Entladung
o Unterstiitzt PXE
1 x Intel Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® I219V):
« Unterstiitzt Wake-On-LAN
o Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische
Entladung
« Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
o Unterstiitzt PXE

Wireless LAN « Intel®-802.11ax-WLAN-Modul
« Unterstiitzt IEEE 802.11a/b/g/n/ax
o Unterstiitzt Dualband (2,4/5 GHz)
« Unterstiitzt High-Speed-Drahtlosverbindung bis 2,4Gb/s
2 Antennen zur Unterstiitzung von Diversitatstechnologie 2
(senden) x 2 (empfangen)
« Unterstiitzt Bluetooth 5.0 + High-Speed, Klasse II
« Unterstiitzt MU-MIMO

Riickblende, o 2 x Antennenanschluss
E/A o 1 x Optischer SPDIF-Ausgang
o 2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

« 2x USB-3.2-Gen2-Thunderbolt™ 3-Type-C-Port (40 Gb/s
fiir Thunderbolt-Protokoll; 10 Gb/s fiir USB-3.2-Protokoll)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)*

* Unterstiitzt USB-PD 3.0,9 V/3 A (27W) und 5 V/3 A (15W)

« 2x Mini-DisplayPort-Eingange**

** Bitte wahlen Sie herkommliche Mini-DisplayPort-zu-Display-
Port-Adapterkabel anstelle der rechtwinkligen Kabel, wenn Sie
zwei Mini-DisplayPort-Eingigne gleichzeitig nutzen mochten.

o 4 x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)***
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*** Ultra-USB-Stromversorgung wird an den Ports USB3_34
unterstiitzt.
*** ACPI-Weckfunktion wird an USB3_34-Ports nicht unterstiitzt.
o 2x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
o 1x CMOS-16schen-Taste
o HD-Audioanschliisse: Hintere Lautsprecher / Zentral / Bass /
Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon (goldene
Audioanschliisse)

o 8 x SATA-III-6,0-Gb/s-Abschluss, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17 und Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI und
Hot-Plugging*

* Wenn M2_3 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_7 deaktiviert.

o 2 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse von ASMedia ASM1061,
unterstiitzt NCQ, AHCI und Hot-Plugging

o 2x Ultra-M.2-Sockel (M2_1 und M2_2), unterstiitzt M-Key-
Typ-2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x4
(32 Gb/s)**

o 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_3), unterstiitzt M-Key-Typ-
2242/2260/2280/22110-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und
M.2-PCI-Express-Modul bis Gen 3 x 4 (32 Gb/s)**

** Falls Sie einen Prozessor mit 44 oder 28 Lanes installieren,
wird M2_2 deaktiviert.

** Unterstiitzt Intel” Optane™™-Technologie

** Unterstiitzt PCle-RAID

** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

o 1x Virtual RAID an der CPU-Stiftleiste
o 1x SPI-TPM-Stiftleiste
o 1x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
o 2 x RGB-LED-Stiftleisten
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
o 2 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzen insgesamt bis zu 5V/3 A, 15-W-LED-Streifen
» 1x CPU-Lifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit
einer maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
« 1 x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihlerliifter

mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
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» 5x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehiuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP und CHA_FAN1~5/WP kénnen automatisch
erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.
o 1x24-poliger ATX-Netzanschluss (hochdichter
Netzanschluss)
o 2x 8-poliger 12-V-Netzanschliisse (hochdichter
Netzanschluss)
o 1x Audioanschluss an der Frontblende (15 goldene
Audioanschluss)
o 2x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
o 1xUSB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Genl-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
o 1 x Type-C-USB-3.2-Gen2-Stiftleiste fiir die Frontblende
(ASMedia ASM3142)
o 1xDr. Debug mit LED
o 1x Ein-/Austaste mit LED
o 1x Reset-Taste

BIOS- o 2x AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung
Funktion mehrsprachiger grafischer Benutzerschnittstellen
(1 x Haupt-BIOS und 1 x Ausfall-BIOS)
o Unterstiitzt UEFI-Technologie (zuverlassige Sicherung)
o ACPI 6.1-konforme Aufweckereignisse
» SMBIOS 3.0-Unterstiitzung
« CPU, DRAM, VPPM, VTTM, PCH 1,0V, VCCMPHY,
VCCIO, VCCSA, VCCPLL, CLK VDD - mehrfache

Spannungsanpassung
Hardware- » Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-,
iiberwachung Gehause-/Wasserpumpenliifter
o Liftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/
Wasserpumpenliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur):
CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehause-/
Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

o Spannungsiiberwachung: +12V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA
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Betriebssystem + Microsoft” Windows® 10, 64 Bit

Zertifizierungen « FCC,CE

o ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

A

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-

Einstell, , die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von
Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und
Geriite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt
werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schéden, die durch eine
Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,kurzgeschlossen”. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”.

W W

Short Open

CMOS-16schen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS loschen
(CLRCMOSI) Offen: Standard

(siche S. 1, NT. 26) 2-poliger Jumper

CLRCMOS1 ermoglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf
die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS]1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe
kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Léschung zu entfernen.
Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen,

starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter.

Q Die CMOS-loschen-Taste hat dieselbe Funktion wie der CMOS-loschen-Jumper.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Ein-/
(9-polig, PANEL1) !
(siehe S. 1, Nr. 22)

Austaste, Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am
Gehduse entsprechend
der nachstehenden

HDLED- . . .
HDLED+ Pinbelegung mit dieser

Stiftleiste. Beachten Sie vor
Anschlielen der Kabel die
positiven und negativen

Kontakte.
PWRBTN (Ein-/Austaste):
Q Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehd verbinden. Sie kénnen die
Abschaltung Ihres Systems tiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand
befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder
ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehduse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Betrieb-LED- und Bitte verbinden Sie die

SPEAKER
Lautsprecher-Stiftleiste DUMMY Betrieb-LED des Gehduses
(7-polig, SPK_PLED1) ?:VM“iIY und den Gehéauselautsprecher
(siehe S. 1, Nr. 21) : Olo]O mit dieser Stiftleiste.
11 [O[O|O
PLEé+
PLED+
PLED-
Serial-ATA-III-Anschliisse o, = [ - Diese zehn SATA-III-
(SATA3_0_1: g g Anschliisse unterstiitzen
siehe S. 1, Nr. 15) & =l = s SATA-Datenkabel fiir interne
(SATA3_2_3: gl T [ :I Speichergerite mit einer Date
siehe S. 1, Nr. 16) E | E niibertragungsgeschwindigke
(SATA3_4_5: wiE=E it bis 6,0 Gb/s.
siehe S. 1, Nr. 17) ;I [ 2' * Nutzen Sie zum Minimieren
(SATA3_6_7: £ o der Startzeit Intel” X299-
siche S. 1, Nr. 18) o == SATA-Ports (SATA3_0~7)
(SATA3_A1_A2: zl T [T :)l fiir Thre bootfdhigen Gerite.
siehe S. 1, Nr. 19) E E * Wenn M2_3 durch ein
o EE SATA-Typ-M.2-Gerit
i' = E' belegt ist, wird SATA3_7
% L] |L] % deaktiviert.
USB 2.0-Stiftleisten Es gibt zwei Stiftleisten an
(9-polig, USB3_4) URER diesem Motherboard. Jede

(siehe S. 1, Nr. 30)
(9-polig, USB5_6)
(siehe S. 1, Nr. 29)

USB 2.0-Stiftleiste kann zwei
Ports unterstiitzen.

p.
USB_PWR
USB 3.2 Gen1-Stiftleiste | Es gibt eine Stiftleiste an
Dumm IntA_PA_D+
(19-p011g, USB37576) \nlAiF’EiD:j IntA_PA_D- diesem Motherboard. Diese
IntA_PB_D- GND
(siehe S. 1, Nr. 14) aND IntA_PA_SSTX+ USB-3.2-Genl-Stiftleiste
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- aND kann zwei Ports unterstiitzen.
GND IntA_PA_SSRX+
Inth_PB_SSRX+ Inth_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus

Vbus
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Type-C-USB-3.2 Gen2-
Stiftleiste fir die
Frontblende

(26-polig, USB32_TC1)
(siehe S. 1, Nr. 12)

USB Type-C Cable

Es gibt eine Type-C-USB-3.2
Gen2-Stiftleiste fir die
Frontblende an diesem
Motherboard. Diese Stiftleiste
dient dem Anschluss eines
USB-3.2 Gen2-Moduls fiir
zusitzliche USB-3.2 Gen2-
Ports.

Audiostiftleiste
(Frontblende)

(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 35)

GND
PRESENCE #
MIC_RET

OUT_RET

|
CEaEE

Diese Stiftleiste dient
dem Anschlieflen von
Audiogeriten an der
Frontblende.

dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Thres Systems die

Q 1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss

Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen
sie nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,, Recording
Volume (Aufnahmelautstdirke) an.
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Gehduse-Wasserpumpen- FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND FAN_SPEED_CONTROL

Liifteranschlusse
(4-polig, CHA_FAN1/WP)

(siehe S. 1, Nr. 10) T2
. FAN_SPEED_CONTROL
(4-polig, CHA_FAN2/WP) A AN, SpEEn :
. FAN_VOLTAGE 2
(siehe S. 1, Nr. 25) ND f
FAN_SPEED

(4-polig, CHA_FAN3/WP)
(siehe S. 1, Nr. 27)
(4-polig, CHA_FAN4/WP)
(siehe S. 1, Nr. 28)
(4-polig, CHA_FANS5/WP)
(siehe S. 1, Nr. 34)

FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

Dieses Motherboard bietet
vier 4-polige Wasserkiihlung-
Gehéuseliifteranschliisse.
Falls Sie einen 3-poligen
Gehiuse-Wasserkiihlerliifter
anschlieflen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 13)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Dieses Motherboard bietet
einen 4-poligen CPU-
Liifteranschluss (lautloser
Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter
anschlieffen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

CPU-Wasserpumpen- FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

Lifteranschluss FAN_VOLTAGE

(4-polig, CPU_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 11)

1.2 3 4

Dieses Motherboard
bietet einen 4-poligen
Wasserkiihlung-CPU-
Lifteranschluss. Falls Sie
einen 3-poligen CPU-
Wasserkiihlerliifter
anschlieflen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 9)

Dieses Motherboard

bietet einen 24-poligen
ATX-Netzanschluss. Bitte
schlielen Sie es zur Nutzung
eines 20-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 13 an.
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ATX-12-V-Netzanschliisse
(8-polig, ATX12V1)

(siehe S. 1, Nr. 4)

(8-polig, ATX12V2)

(siehe S. 1, Nr. 3)

UEEY
000

Dieses Motherboard bietet
zwei 8-polige ATX-12-
V-Netzanschliisse. Bitte
schliefSen Sie es zur Nutzung
eines 4-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.
*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel
der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen
ist. Schliefien Sie das PCle-
Stromkabel nicht an diesen
Anschluss an.

SPI-TPM-Stiftleiste
(13-polig, SPI_TPM_J1)
(siehe S. 1, Nr. 20)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI
RST#
|TF;M,P\RQ

O[O]O]O]O]O]O!
| (el[e][e])[e][e](e]

|
I SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

Dieser Anschluss unterstiitzt
das SPI Trusted Platform
Module- (TPM) System,
das Schliissel, digitale
Zertifikate, Kennworter und
Daten sicher aufbewahren
kann. Ein TPM-System hilft
zudem bei der Stirkung

der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die

Plattformintegritit.

RGB-LED-Stiftleisten
(4-polig, RGB_HEADERI1)
(siehe S. 1, Nr. 32)
(4-polig, RGB_HEADER?2)
(siehe S. 1, Nr. 8)

12VG R B

Diese beiden RGB-
Stiftleisten dienen dem
AnschliefSen eines RGB-LED-
Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-
Lichteffekten erméglicht.
Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals
falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschidigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu
dieser Stiftleiste finden Sie auf
Seite 47.
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Adressierbare-LED- Diese beiden Adressierbare-
Stiftleisten 1 I?%l]gc’ LED-Stiftleisten dienen
(3-polig, ADDR_LEDI) VOUDTCLADDR dem Anschlieflen eines
(siehe S. 1, Nr. 31) Adressierbare-LED-
(3-polig, ADDR_LED?2) Erweiterungskabels, das dem
(siehe S. 1, Nr. 5) Nutzer die Auswahl zwischen

verschiedenen LED-
Lichteffekten erméglicht.
Achtung: Installieren Sie
das Adressierbare-LED-
Kabel niemals falsch herum;
andernfalls konnte das
Kabel beschiddigt werden.
*Weitere Anweisungen zu
dieser Stiftleiste finden Sie auf
Seite 48.
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Virtual RAID an der CPU- 1 Dieser Anschluss unterstiitzt

Stiftleiste GND Intel® Virtual RAID an CPU
(4-polig VROC1) +3VSBGND und NVME/AHCI RAID an
(siehe S. 1, Nr. 33) VROC RAID KEY CPU PCIE.

Mit der Einfithrung des Intel-VROC-Produktes gibt es drei Betriebsmodi:

SKU HW-Taste erforderlich Wesentliche Funktionen und Merkmale

e Nur Pass-thru (ohne RAID)
o LED-Verwaltung
Pass-thru  Nicht erforderlich o Hot-Plug-Unterstiitzung
o RAID-0-Unterstiitzung fiir Intel-Fultondale-
NVMe-SSDs

Pass-thru-SKU-Merkmale
« RAIDO, 1,10

Standard ~ VROCSTANMOD

Premium  VROCPREMMOD « Standard-SKU-Merkmale

« RAID5S
1SS VROCISSDMOD o RAID-5-Schreibvorgang Lochgehéuse

*Es werden nur Intel-SSDs unterstiitzt.
*Weitere Einzelheiten zur VROC finden Sie in den von Intel veréffentlichten offiziellen

Informationen.
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1.5 Intelligente Schalter

Das Motherboard hat drei intelligente Schalter: Ein-/Austaste, Reset-Taste und CMOS-
loschen-Tasten, wodurch Benutzer das System schnell ein-/abschalten, zuriicksetzen bzw. die
CMOS-Werte 16schen kénnen.

Ein-/Austaste Mit der Ein-/Austaste kann der
(PWRBTN) Benutzer das System schnell
(siehe S. 1, Nr. 23) ein-/abschalten.

Reset-Taste o _° Der Reset-Taste ermdoglicht das
(RSTBTN) .’. schnelle Riicksetzen des Systems.
(siehe S. 1, Nr. 24)

CMOS-loschen-Taste . e Mit der CMOS-l6schen-Taste
(CLRCBTNI1) . kénnen Benutzer die CMOS-
(siehe S. 3, Nr. 15) e o Werte schnell 16schen.

ﬁ Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn Sie Ihren Computer abschalten und die
Stromversorgung unterbrechen.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mere ASRock X299 Creator, une carte meére
fiable fabriquée conformément au contrdle de qualité rigoureux et constant appliqué par
ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte

mere de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document,

la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable.

Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter notre site
Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes
VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock.

Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

o Carte mére ASRock X299 Creator (facteur de forme ATX)
o Guide d’installation rapide ASRock X299 Creator

o CD dassistance ASRock X299 Creator

1 xcarte ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Optionnel)

« 1xantenne Wi-Fi 2,4/5 GHz ASRock (Optionnel)

o 4 x cébles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

« 3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

« 3 x Entretoises pour sockets M.2 (Optionnel)

« 1 x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

o Facteur de forme ATX
« PCB 8 couches
« PCB cuivre 2 onces

« Prend en charge la gamme de processeurs Intel® Core™ série X
pour le socket LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh et
Skylake X)

« Digi Power design

o Alimentation a 13 phases

o Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0
« Intel® X299

« Technologie mémoire quadruple canal DDR4

» 8x fentes DIMM DDR4

« Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4

4200+(0C)*/4000(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(OC)/3200
(0C)/2933 (OC)/2800 (OC)/2666/2400/2133

* La fréquence mémoire maximale prise en charge peut varier
selon le type de processeur.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le
site Web d'ASRock pour de plus amples informations. (http://www.
asrock.com/)

« Capacité max. de la mémoire systeme : 256Go

« Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

o 4x fente PCI Express 3.0 x16*
* Si vous installez un processeur avec 48 voies, PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIES5 fonctionnent a x16/ x8/x16/x8.
Si un module M.2 PCI Express est installé sur M2_1 ou M2_2,
PCIE2 est rétrogradé en mode x4.
Si des modules M.2 PCI Express sont installés sur M2_1 et M2_2,
PCIE2 est désactivé.
* Si vous installez un processeur avec 44 voies, PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIES5 fonctionnent a x16/x4/x16/x8.
Si un module M.2 PCI Express est installé sur M2_1, PCIE2 est

désactivé.
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Thunderbolt™

Audio

* Si vous installez un processeur avec 28 voies, PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIES5 fonctionnent a x16/x4/x8/x0.

Si un module M.2 PCI Express est installé sur M2_1, PCIE2 est
désactivé.

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

1 x fente PCI Express 3.0 x1

Prend en charge AMD 3-Way CrossFireX"™ et CrossFireX ™
Prend en charge NVIDIA® 3-Way SLI™ et SLI™**

Prend en charge NVIDIA® NVLink™ avec deux cartes
graphiques NVIDIA® GeForce® série RTX***

Prend en charge NVIDIA® SLI™ avec cartes graphiques
NVIDIA® Quadro

** 3.Way CrossFireX™ et 3-Way SLI"™ ne sont pris en charge

qu'avec un processeur a 48 ou 44 voies.
*** Le pont NVIDIA NVLink nlest pas livré avec lensemble.

Veuillez l'acheter aupres de NVIDIA® si nécessaire.

1 x socket M.2 vertical (touche E) avec le module WiFi-802.11ax
fourni (sur I'E/S arriére)
Contact doré 15u dans fente VGA PCle (PCIEI et PCIE3)

Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controleur (Titan Ridge)
Prend en charge interface Thunderbolt™ 3 avec une résolution
maximale de 5K (5120 x 2880) a 60 Hz pour un écran avec un
raccordement sur un cable unique

Prend en charge Pinterface Thunderbolt™ 3 avec une résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) & 60 Hz pour deux écrans
avec un raccordement sur un cable unique

Prend en charge jusqua deux flux (huit voies) de bande
passante vidéo DisplayPort ; prend en charge le raccordement
en guirlande de plusieurs moniteurs DisplayPort

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio

Realtek ALC1220)

Compatible audio Blu-ray Premium

Protection contre les surtensions (Protection compléte contre

les pics ASRock)

Prend en charge Purity Sound™ 4

- Couvercles audio série en or fin Nichicon

- 120dB SNR DAC avec amplificateur différentiel

- Amplificateur de casque NE5532 Premium pour connecteur
audio sur panneau avant (prend en charge les casques jusqua
600 Ohms)

- Entrée d’alimentation Pure Power
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- Technologie Direct Drive
- Blindage isolant PCB
- Détection d'impédance sur le port de sortie avant
- Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G
- Connecteurs jack audio or
- Connecteur audio or 15u
« Prend en charge DTS Connect

Réseau 1 x 10 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107):
o Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques
« Prend en charge PXE
1 x Intel Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s (Intel® 1219V):
o Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
« Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques
« Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az
o Prend en charge PXE

Réseau » Module Wi-Fi 802.11ax Intel®
sans-fil « Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ax
« Prend en charge le mode Dual-Band (2,4/5 GHz)
« Prend en charge la connexion sans-fil & haute vitesse jusqua
2,4 Gbit/s
« 2 antennes pour prendre en charge la technologie diversifiée
2 (émission) x 2 (réception)
« Prend en charge Bluetooth 5.0 + haute vitesse classe II
« Prend en charge MU-MIMO

Connectique o 2x ports antenne

du panneau e 1x portsortie optique SPDIF

arriere o 2xports USB 2.0 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

« 2x port USB 3.2 Gen2 Thunderbolt™ 3 Type-C (40 Go/s pour
le Thunderbolt protocol; 10 Go/s pour le USB3.2 protocol)
(Protection contre les décharges électrostatiques)*

* Prend en charge USB-PD 3.0 9 V/3 A (27W) et 5 V/3 A (15W)

o 2x ports d'entrée Mini DisplayPort**

** Veuillez choisir des cables adaptateurs mini DisplayPort vers
DisplayPort standard et non a angle droit si vous utilisez deux ports
dentrée mini DisplayPort simultanément.

o 4xports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)***

69



70

Stockage

Connecteur

**+* L'alimentation Ultra USB est prise en charge sur les ports
USB3_34.

*** La fonction de sortie du mode veille ACPI n'est pas prise en
charge sur les ports USB3_34.

o 2x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

« 1xbouton Clear CMOS

« Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arriére / central /
basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone
(Connecteurs jack audio or)

« 8x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage 17
et Intel Smart Response), NCQ, AHCI et Hot Plug*

* i M2_3 est occupé par un périphérique M.2 type SATA,
SATA3_7 est désactivé.

o 2 x connecteurs SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061,
compatibles avec NCQ, AHCI et « Hot Plug »

o 2xsocket Ultra M.2 (M2_1 et M2_2), prennent en charge
les modules M.2 PCI Express type 2242/2260/2280 touche M
jusqu'a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

o 1xsocket Ultra M.2 (M2_3), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2242/2260/2280/22110 touche M et M.2
PCI Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Si vous installez le processeur avec 44 voies ou 28 voies, M2_2
sera désactivé.

** Prend en charge Intel® Optane™ Technology

** Prend en charge le RAID PCle

** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

o 1x Virtual RAID sur embase de processeur

« 1xembase SPI TPM

« 1 x prise DEL d’alimentation et haut-parleur

« 2xembase LED RVB

* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total

« 2 x embases LED adressables

* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5V/3 A, 15W au total
 1x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)

* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un

ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

« 1x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
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o 5x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de
2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP et CHA_FAN1~5/WP peuvent détecter
automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est
utilisé.
o 1x connecteur d’alimentation ATX 24 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
o 2 x connecteur d’alimentation 12V 8 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
« 1x Connecteur audio panneau avant (15p Connecteur audio
or)
o 2 xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)
o 1xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl1 pris en
charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)
« 1xembase USB 3.2 Gen2 Type C sur panneau avant
(ASMedia ASM3142)
o 1xDr Debug avec témoin LED
o 1xbouton de mise en marche avec témoin LED
« 1xbouton de réinitialisation

Caractéris- « 2 x BIOS UEFI AMI légaux avec prise en charge interface
tiques du graphique multilingue (1 x BIOS principal et 1 x BIOS de
BIOS sauvegarde)

o Prend en charge la technologie de sauvegarde sécurisée UEFI
« Compatible ACPI 6.1 Wake Up Events
» Compatible SMBIOS 3.0
» Réglage de la tension CPU, DRAM, VPPM, VTTM, PCH
1,0 V, VCCMPHY, VCCIO, VCCSA, VCCPLL, CLK VDD

Surveillance « Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
du matériel a eau, chassis /pompe a eau
o Tachymeétre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau
« Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse
du ventilateur du chassis d’apres la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
« Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
« Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA
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Systéme « Microsoft® Windows® 10 64 bits
d’exploitation

Certifications « FCC,CE
« ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

é Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et Lutilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par
ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque

le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOST) Cavalier (jumper) CMOS

(voir p.1, No. 26) a2 broches Ouvert : Par défaut

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systéme telles que mot de passe, date,

heure et paramétres de réglage du systeme. Pour effacer les parameétres du systéme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRCMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS aprés une
mise & jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le systéme, puis Iéteindre avant
de procéder a leffacement de la CMOS.

Q Le bouton Clear CMOS posséde la méme fonction que le cavalier (jumper) Clear CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
A de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

ces embases ou connecteurs endo

Embase du panneau
systéme

(PANNEAUT1 a9 broches)
(voir p.1, No. 22)

era irré

t votre carte mére.

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de
réinitialisation et le t¢émoin

détat du systeme présents

sur le chéssis sur cette

HDLED-
HDLED+

embase en respectant la
configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez
les broches positive et
négative avant de brancher
les cables.

PWRBTN (bouton d'alimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):
pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez

sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordij en cas de pl ou de
dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
S1/83. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chéssis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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Prise DEL d’alimentation et SPEAKER Veuillez brancher la DEL
DUMMY

haut-parleur DUMMY d'alimentation du chassis et le
(SPK_PLEDI1 a 7 broches) sV | haut-parleur du chassis sur ce
(voir p.1, No. 21) Q connecteur.

1 Q

|
PLED+
PLED+
PLED-
Connecteurs Serial ATA3 o, =] [ - Ces dix connecteurs SATA3
(SATA3_0_1: g | g sont compatibles avec les
voir p.1, No. 15) & b=l =S cébles de données SATA
(SATA3_2_3: gl T [ $| pour les appareils de stockage
voir p.1, No. 16) E | E internes avec un taux de
(SATA3_4_5: o ==o transfert maximal de 6,0 Go/s.
voir p.1, No. 17) Z)l T [T ;l * Pour réduire le temps
(SATA3_6_7: b | b de démarrage, utilisez les
voir p.1, No. 18) e ports Intel® X299 SATA
(SATA3_Al_A2: ol n (SATA3_0~7) pour vos
voir p.1, No. 19) % | % appareils amorgables.
- * Si M2_3 est occupé par un

El ] [ 2| périphérique M.2 type SATA,

g g SATA3_7 est désactivé.

< |L <

o == g

Embases USB 2.0
(USB3_4 a 9 broches)
(voir p.1, No. 30)
(USB5_6 a 9 broches)
(voir p.1, No. 29)

Cette carte mere comprend
deux connecteurs. Chaque
embase USB 2.0 peut prendre
en charge deux ports.

i
USB_PWR
Embase USB 3.2 Genl - Cette carte mere comprend
ummy IntA_PA_D+
(USB3_5_6 a 19 broches) B o un connecteur. Cette embase
(voir p.1, No. 14) P st et USB 3.2 Genl1 peut prendre
IntA_PB_SSTX- GND h d
GND IntA_PA_SSRX+ en charge deux ports.
In_pe_SSRX+ InA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus

Vbus
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Embase USB 3.2 Gen2 Cette carte mere comprend

Type C sur panneau avant une embase USB 3.2 Gen2
(USB32_TC1 26 broches) Type C sur le panneau avant.
(voir p.1, No. 12) Cette embase sert & connecter
un module USB 3.2 Gen2
USB Type-C Cable pour des ports USB 3.2 Gen2
supplémentaires.
Embase audio du panneau N esencE# Cette embase sert au
frontal MIC_REOTULRET branchement des appareils

(HD_AUDIOL1 a 9 broches)
(voir p.1, No. 35)

®

N

audio au panneau audio

frontal.

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la
fiche), mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour
fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et
dans le manuel du chdssis pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du
panneau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de
controle Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».




Connecteurs du ventilateur
de pompe a eau du chassis
(CHA_FAN1/WPa

4 broches)

(voir p.1, No. 10)

(CHA_FAN2/WP a
4 broches)
(voir p.1, No. 25)

(CHA_FAN3/WPa
4 broches)

(voir p.1, No. 27)
(CHA_FAN4/WP
4 broches)

(voir p.1, No. 28)
(CHA_FAN5/WP
4 broches)

(voir p.1, No. 34)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— Wk

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
N FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

Cette carte mére est dotée

de cinqg connecteurs pour
ventilateur de chassis a
refroidissement par eau a

4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur
de refroidisseur d'eau pour
chassis a 3 broches, veuillez le
brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 13)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur pour ventilateur
de processeur (Quiet Fan) a

4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur
de processeur a 3 broches,
veuillez le brancher sur la
broche 1-3.

Connecteur pour
ventilateur de pompe 4 eau
du processeur
(CPU_FAN2/WP a

4 broches)

(voir p.1, No. 11)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Cette carte mere est dotée
d’un connecteur pour
ventilateur de processeur a
refroidissement par eau a

4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur
de refroidisseur d'eau pour
processeur a 3 broches,
veuillez le brancher sur la
Broche 1-3.

X299 Creator
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Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 9)

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur d’alimentation
ATX & 24 broches. Pour
utiliser une alimentation

ATX & 20 broches, veuillez
effectuer les branchements sur
la Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur dalimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 4)
(ATX12V2 a 8 broches)
(voir p.1, No. 3)

Cette carte mere est dotée
de deux connecteurs
d’alimentation ATX 12V a

8 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a

4 broches, veuillez effectuer
les branchements sur la
Broche 1 et la Broche 5.
*Avertissement : Veuillez
vérifier que le cable
d'alimentation connecté est
pour 'unité centrale et non
pour la carte graphique.
Ne branchez pas le cable
d'alimentation PCle sur ce

connecteur.

Embase SPI TPM
(SPI_TPM_]J1 a 13 broches)
(voir p.1, No. 20)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
| TPM_PIRQ

Ce connecteur prend en
charge un module SPI TPM
(Trusted Platform Module

- Module de plateforme
sécurisée), qui permet de
sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe
et données en toute sécurité.
Le systeme TPM permet
également de renforcer la
sécurité du réseau, de protéger
les identités numériques et
de préserver intégrité de la

plateforme.
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Embase LED RVB
(RGB_HEADERI a
4 broches)

(voir p.1, No. 32)
(RGB_HEADER2
4 broches)

(voir p.1, No. 8)

12VG R B

Ces deux embases RVB
servent a connecter le cable
d'extension LED RVB qui
permet aux utilisateurs de
choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N'installez jamais
le cable LED RVB dans le
mauvais sens ; dans le cas
contraire, le cable peut étre
endommaggé.

*Veuillez consulter la page
47 pour des instructions
supplémentaires sur cette

embase.

Embases LED adressables
(ADDR_LED1 a 3 broches)
(voir p.1, No. 31)
(ADDR_LED?2 a 3 broches)
(voir p.1, No. 5)

4
GND
DO_ADDR

vouT

Ces deux embases LED
adressables servent a
connecter le cable d'extension
LED adressable qui permet
aux utilisateurs de choisir
parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais
le cable LED adressable dans
le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cable peut étre
endommagé.

*Veuillez consulter la page

48 pour des instructions
supplémentaires sur cette
embase.
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Virtual RAID sur embase 1

de processeur GND
(VROCI a 4 broches) +3VSB

. GND
(voir p.1, No. 33) VROC RAID KEY

Ce connecteur prend en
charge Intel® Virtual RAID sur
processeur et NVME/AHCI
RAID sur processeur PCIE.

Avec le lancement du produit Intel VROC,il existe trois modes de fonctionnement:

Touche HW requise Fonctions principales

Intercommunication Non nécessaire D
Standard VROCSTANMOD
Premium VROCPREMMOD

ISS VROCISSDMOD :

*Seuls les SSD Intel sont pris en charge.

Intercommunication uniquement
(pas de RAID)

Gestion des LED

Prise en charge du branchement a
chaud

Prise en charge RAID 0 des SSD Intel
Fultondale NVMe

Fonctions SKU
d'intercommunication
RAIDO, 1, 10

Fonctions SKU standard
RAID 5
Fermeture du trou d'écriture RAID 5

*Pour plus de détails sur VROC, veuillez consulter les informations officielles publiées par

Intel.
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1.5 Boutons intelligents

La carte mére est équipée de trois boutons intelligents : Bouton de mise en marche, bouton de
réinitialisation et boutons deffacement CMOS, permettant aux utilisateurs d’allumer/éteindre

le systéme, de réinitialiser le systéme ou deffacer les valeurs CMOS rapidement.

Bouton d'alimentation Le bouton d'alimentation permet

(PWRBTN) aux utilisateurs d’allumer/

(voir p.1, No. 23) éteindre le systeme rapidement.

Bouton de réinitialisation e _o Le bouton de réinitialisation

(RSTBTN) . permet aux utilisateurs

(voir p.1, No. 24) L de réinitialiser le systeme
rapidement.

Bouton Clear CMOS e _o Le bouton deffacement Clear

(CLRCBTN1) ’ CMOS permet aux utilisateurs

(voir p.3, No. 15) e o deffacer les valeurs CMOS
rapidement.

ﬁ Cette fonction est uniquement disponible lorsque lordinateur est éteint et son cordon
dalimentation débranché.
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock X299 Creator, una scheda madre
affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre offre
eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire

sempre qualita e durata.

contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in
uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA pits recenti e di supporto di CPU anche sul sito
Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

o Scheda madre ASRock X299 Creator (Form Factor ATX)
« Guida all'installazione rapida di ASRock X299 Creator

o CD di supporto ASRock X299 Creator

o 1xscheda ASRock SLI_HB_Bridge_2S (opzionali)

« 1xantenne ASRock WiFi da 2,4/5 GHz (opzionali)

o 4 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

« 3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

« 3 x Distanziatori per Socket M.2 (opzionali)

« 1 x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

« Fattore di forma ATX
« PCB a8 layer
¢ PCB 20z rame

« Supporta la famiglia di processori Intel® Core™ serie X per il
socket LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh e
Skylake X)

» Digi Power design

o Potenza a 13 fasi

« Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0
o Intel® X299

« Tecnologia memoria DDR4 Quad Channel
» 8xalloggi DIMM DDR4
» Supporta memoria DDR4 4200+(OC)*/4000(OC)/3800(OC)/
3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933 (OC)/2800 (OC)/2666/
2400/2133 non ECC, senza buffer
* La frequenza di memoria massima supportata potrebbe variare
in base al tipo di processore.
* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei
supporti di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
« Capacita max. della memoria di sistema: 256GB
« Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0
« Contatti doro 15 negli alloggi DIMM

o 4 x PCI Express 3.0 x16 slot*
* Se si installa una CPU a 48 corsie, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
funzioneranno a x16/x8/x16/x8.
Se un modulo PCI Express M.2 ¢ installato su M2_1 or M2_2,
PCIE2 sara declassato a modalita x4.
Se i moduli PCI Express M.2 sono installati su M2_1 e M2_2, verra
disattivato PCIE2.
* Se si installa una CPU a 44 corsie, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
funzioneranno a x16/x4/x16/x8.
Se il modulo PCI Express M.2 ¢ installato su M2_1, verra disattivato
PCIE2.

83



84

Thunderbolt™

Audio

* Se si installa una CPU a 28 corsie, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5

funzioneranno a x16/x4/x8/x0.

Se il modulo PCI Express M.2 ¢ installato su M2_1, verra disattivato
PCIE2.
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

1 x alloggio PCI Express 3.0 x1

Supporto di AMD 3-Way CrossFireX™ e CrossFireX"**
Supporto di NVIDIA® 3-Way SLI™ e SLI™**

Supporto di NVIDIA® NVLink™ con doppia scheda grafica
serie NVIDIA® GeForce” RTX***

Supporto di NVIDIA® SLI™ con scheda grafica NVIDIA®
Quadro

** 3-Way CrossFireX" e 3-Way SLI™ sono supportati solo con
CPU con 48 o 44 corsie.
*** NVIDIA NVLink Bridge non ¢ fornito in dotazione. Se

necessario, acquistarlo presso NVIDIA®.

1 x Socket M.2 verticale (Key E) con il modulo WiFi-802.11ax
fornito (sul pannello I/O posteriore)
Contatti dorati 15y nell’alloggio VGA PCle (PCIE1 e PCIE3)

Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controller (Titan Ridge)
Supporta l'interfaccia Thunderbolt™ 3 con risoluzione massima
di 5K (5120 x 2880) a 60 Hz per un solo display tramite una
connessione con cavo singola.

Supporta l'interfaccia Thunderbolt™ 3 con risoluzione massima
di 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz per doppio display tramite una
connessione con cavo singola.

Supporta fino a due flussi (otto corsie) di banda video
DisplayPort; supporta daisy-chain di pitt monitor DisplayPort.

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio

Realtek ALC1220)

Supporto audio Blu-ray Premium

Supporto protezione da sovratensione (protezione completa

ASRock dai picchi di corrente)

Supporto di Purity Sound™ 4

- Cappucci audio Nichicon serie Fine Gold

- 120dB SNR DAC con amplificatore differenziale

- NE5532 Premium Headset Amplifier per connettore audio
pannello frontale (supporta cuffie fino a 600 Ohm)

- Ingresso Pure Power
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- Tecnologia Direct Drive

- Schermatura isolata PCB

- Sensore impedenza sulla porta di uscita anteriore
- Layer PCB individuali per canali audio R/L

- Connettori audio dorati

- Connettore audio dorato 15 p

» Supporta DTS Connect

LAN 1x 10 LAN Gigabit 100/1000/2500/5000/10000 Mb/s

(AQUANTIA® AQC107):
» Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
« Supporto PXE

1 x Intel LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V):
o Supporto WOL (Wake-On-LAN)
» Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
» Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Supporto PXE

LAN wireless « Modulo Intel® 802.11ax WiFi
o Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ax
« Supporta Dual-Band (2,4/5 GHz)
« Supporta la connessione wireless ad alta velocita fino a 2,4 Gbps
« 2 antenne per supportare tecnologia a diversita 2 (trasmissione)
x 2 (ricezione)
« Supporto di Bluetooth 5.0 + High speed Classe II
» Supporta MU-MIMO

1/0 pannello o 2 X porte antenna
posteriore » 1x porta uscita SPDIF ottico
o 2x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
« 2x Porta USB 3.2 Gen2 Thunderbolt™3 Tipo C (40 Gb/s per
il protocollo Thunderbolt; 10 Gb/s per il protocollo USB 3.2)
(supporto protezione da scariche elettrostatiche (ESD)*
* Supporta USB-PD 3.0 9 V/3 A (27W) and 5 V/3 A (15W)
o 2x porte di ingresso Mini DisplayPort**
** Selezionare cavi adattatore da mini DisplayPort a DisplayPort
anziché quelli angolo destro se si utilizzano simultaneamente due
ingressi mini DisplayPort.
o 4xporte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche

elettrostatiche)***
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Archiviazione

Connettore

*** Ultra USB Power & supportato su porte USB3_34.
*** La funzione di attivazione ACPI non ¢ supportata sulle porte
USB3_34.
o 2xporta RJ-45 LAN con LED (LED ACT/LINK e LED SPEED)
o 1x pulsante per azzerare la CMOS
« Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/
ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono (connettori

audio dorati)

o 8x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17 e
Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI e Hot Plug*

*Se M2_3 & occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA,
SATA3_7 sara disabilitato.

o 2x Connettori SATA3 6,0Gb/s ASMedia ASM1061, supportano
NCQ, AHCI e Hot Plug

o 2x Socket Ultra M.2 (M2_1 e M2_2), supporto modulo PCI
Express di tipo M Key 2242/2260/2280 M.2 fino a Gen3 x4
(32 Gb/s)**

o 1xsocket Ultra M.2 (M2_3), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo 2242/2260/2280/22110 ed il modulo M.2 PCI
Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Se si installa una CPU 44 lane o 28 lane, M2_2 sara disabitato.
** Supporta la tecnologia Intel* Optane™

** Supporto di RAID PCle

** Supporto di SSD NVMe come disco davvio

o 1x RAID virtuale su connettore CPU

« 1x connettore SPI TPM

o 1x connettore LED alimentazione e altoparlante

o 2x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36 W strip LED

o 2x Header LED indirizzabili
* Supporto totale di strisce LED finoa 5 V/3 A, 15W

« 1x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadilA (12 W).

« 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)

(Controllo intelligente della velocita della ventola)

* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

5 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)

(Controllo intelligente della velocita della ventola)

* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole

di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1~5/WP sono in grado di rilevare

se € in uso una ventola a 3 pin 0 4 a pin.

1 x connettore alimentazione ATX 24-pin (connettore
alimentazione ad alta densita)

2 x connettori alimentazione 12V 8 pin (connettore
alimentazione ad alta densita)

1 x connettore audio pannello frontale (15u connettore audio
dorati)

2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0)
(supporta protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2
Genl) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.2 Gen2 tipo C pannello anteriore
(ASMedia ASM3142)

1 x Dr. Debug con LED

1 x Tasto d'alimentazione con LED

1 x Tasto Ripristino

BIOS legale 2 x AMI UEFI con supporto GUI multilingue

(1 x Main BIOS e 1 x Backup BIOS)

Supporto della tecnologia Secure Backup UEFI

Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.1

Supporto di SMBIOS 3.0

Regolazione multipla tensione CPU, DRAM, VPPM, VITM,
PCH 1,0V, VCCMPHY, VCCIO, VCCSA, VCCPLL, CLK
VDD

Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa
dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base
alla temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa
dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa
dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua

Monitoraggio tensione: +12 V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,

DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA
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SO « Microsoft®” Windows® 10 64 bit

Certificazioni . FCC,CE

« ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

‘ j \ regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da
overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper € posizionato sui pin, il jumper & "cortocircuitato". Se sui pin non ¢ posizionato

alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W W

Short Open

Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS CMOS

(CLRCMOS1) Jumper a 2 pin Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 26)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella CMOS
includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema,
data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su
CLRCMOSTI per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver
azzerato la CMOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢
necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione
di azzeramento della CMOS.

Q Il pulsante per azzerare la CMOS ha la stessa funzione del jumper per azzerare la
CMOS.
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4 Header e connettori su scheda

su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori

f Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del L . Collegare il tasto

sistema TeND d'alimentazione, il tasto di
(PANELI a 9 pin) ripristino e l'indicatore di

(vedere pag. 1, n. 22) ! END stato del sistema del telaio

RESET# .
a questa basetta in base

HDLED-
HDLED+

all'assegnazione dei pin
definita di seguito. Annotare
i pin positivi e negativi prima
di collegare i cavi.

Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto

Q PWRBIN (tasto dalimentazione):

dalimentazione ¢ possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):

Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di
ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):
collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED

¢ acceso quando il sistema ¢é in funzione. Il LED continua a | d

\peggiare q il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di

sospensione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

1l design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del
pannello frontale consiste principalmente di tasto dalimentazione, tasto di ripristino, LED
dalimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il

modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei
cavi e lassegnazione dei pin siano corrette.




vedere pag.1, n. 18)
(SATA3_A1_A2:
vedere pag.1, n. 19)

=

] [

|

porte SATA Intel® X299
(SATA3_0~7) per i dispositivi

diavvio.

Connettore LED SPEAKER Collegare i LED alimentazione
DUMMY
alimentazione e DUMMY e l'altoparlante a questo
altoparlante v | connettore.
(SPK_PLEDI1 a 7 pin) ) 8
edere pag. 1, n. 21 [
(v pag ) PLED+
PLED+
PLED-

Connettori Serial ATA3 o, =] ] | Questi dieci connettori SATA3
(SATA3_0_1: E | supportano cavi dati SATA
vedere pag. 1, n. 15) o =l =l per dispositivi di archiviazione
(SATA3_2_3: :I T ] interna, con una velocita di
vedere pag. 1, n. 16) E | trasferimento dati fino a
(SATA3_4_5: o == 6,0 Gb/s.
vedere pag.1, n. 17) D R * Per ridurre al minimo
(SATA3_6_7: E il tempo d’avvio, usare le

)

©

2

&

%)

=

1
1

SATA3_A2 SATA3_7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_1

SATA3 A1
I—=

*Se M2_3 ¢ occupato da un
dispositivo M.2 di tipo SATA,
SATA3_7 sara disabilitato.

Header USB 2.0
(USB3_4 a9 pin)
vedere pag. 1, n. 30)

Ci sono due connettori su
questa scheda madre. Ciascun
header USB 2.0 puo supportare

X299 Creator

(
(USB5_6 a9 pin) due porte.
(vedere pag. 1, n. 29) o
USB_PWR

Header USB 3.2 Genl ounm JOTOH s o1 - Su questa scheda madre ce
(USB3_5_6a 19 pin) o o un connettore. Questa basetta
(vedere pag. 1, n. 14) P st ptpdion USB 3.2 Gen1 pud supportare

IntA_PB_SSTX- GND d

GND IntA_PA_SSRX+ ue porte.
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus

Vbus

91



92

Connettore USB 3.2 Gen2 E presente un connettore

tipo C pannello anteriore

USB 3.2 Gen?2 tipo C pannello

(USB32_TC1 a 26 pin) anteriore su questa scheda

(vedere pag. 1, n. 12) madre. Questo connettore

viene utilizzato per il

USB Type-C Cable collegamento di un modulo
USB 3.2 Gen2 per porte
USB 3.2 Gen2 supplementari.

Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 35)

R

N resence# Questo header serve a
MIC_RET

OUT_RET collegare i dispositivi audio al

pannello audio anteriore.

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello
sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni
presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello

anteriore seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é
necessario collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.
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Connettori ventola pompa

dell'acqua telaio

(CHA_FANI1/WP a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 10)

(CHA_FAN2/WP a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 25)

(CHA_FAN3/WPa 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 27)

(CHA_FAN4/WP a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 28)

(CHA_FAN5/WP a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 34)

Questa scheda madre ¢ dotata
FAN_SPEED

FAN'VOLTAGE'C(;:TDROL ran_speen_control di cinque connettori ventola a

4 pin per il raffreddamento ad
T2 34 acqua del telaio. Se si decide

FAN_SPEED_CONTROL 4
CHA_FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND FAN_SPEED_CONTROL

di collegare una ventola telaio
con raffreddamento ad acqua a
3 pin, collegarla al pin 1-3.

1.2 3 4

Connettore ventola CPU

(CPU_FANT1 a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 13)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

Questa scheda madre ¢ dotata

di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)

T2 5 4 a 4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,

collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola pompa

dell'acqua CPU

(CPU_FAN2/WP a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 11)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

Questa scheda madre ¢ dotata

di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
FEP—— ad acqua a 4 pin. Se si decide
di collegare una ventola della
CPU con raffreddamento ad
acqua a 3 pin, collegarla al

pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 9)

Questa scheda madre ¢

dotata di un connettore di
alimentazione ATX a 24 pin.
Per utilizzare un'alimentazione

ATX a 20 pin, collegarla lungo

il pin 1 eil pin 13.
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Connettore di
alimentazione ATX da 12V
(ATX12V1 a 8 pin)

(vedere pag. 1, n. 4)
(ATX12V2 a 8 pin)

(vedere pag. 1, n. 3)

L0
0000

Questa scheda madre &
dotata di due connettori
di alimentazione ATX da
12V a 8 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a

4 pin, collegarla lungo il
pin 1 e il pin 5.
*Attenzione: Assicurarsi
che il cavo di alimentazione
collegato sia per la CPU
e non la scheda grafica.
Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in

questo connettore.

Connettore SPI TPM
(SPI_TPM_J1 a 13 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK,
SPI_MOSI
RST#
|TFI*M,P|RQ

O[O[O]OIO[O]O!
] (e)(e][e][e](e](e]

|
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Questo connettore supporta il
sistema SPI Trusted Platform
Module (TPM), che puo
archiviare in modo sicuro
chiavi, certificati digitali,
password e dati. Un sistema
TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della
rete, di proteggere identita
digitali e di garantire l'integrita

della piattaforma.

Collettore LED RGB
(RGB_HEADERI a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 32)
(RGB_HEADER?2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

12V G R B

Questi due collettori RGB
vengono utilizzati per collegare
la prolunga LED RGB, che
consente agli utenti di scegliere
tra vari effetti di illuminazione
a LED.

Attenzione: Non installare

il cavo LED RGB in senso
errato; in caso contrario, il
cavo potrebbe danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina

47 per ulteriori istruzioni su

questa basetta.
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Header LED indirizzabili 1
(ADDR_LEDI a 3 pin) GND

DO_ADDR
vedere pag. 1, n. 31) VOUT

(
(ADDR_LED?2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)

Questi due header LED
indirizzabili vengono utilizzati
per collegare la prolunga LED
indirizzabile, che consente
agli utenti di scegliere tra vari
effetti di illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare
mai il cavo del LED
indirizzabile secondo

un orientamento errato,
altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina
48 per ulteriori istruzioni su

questa basetta.

95



96

RAID virtuale su connettore 1
CPU

Questo connettore supporta
RAID virtuale Intel® su CPU e

GND
(VROC1 a 4 pin) +3VSBGND RAID NVME/AHCI su PCIE
(Vedere pag. 1, n. 33) VROC RAID KEY CPU.

Con l'introduzione del prodotto Intel VROC, ci sono tre modalita di funzionamento:

SKU Tasto hardware richiesto

Pass-through Non necessario

Standard VROCSTANMOD

Premium  VROCPREMMOD

ISS VROCISSDMOD

*Solo SSD Intel sono supportati.

Caratteristiche principali

o Solo Pass-through (no RAID)

o Gestione LED

o Supporto collegamento a caldo

o Supporto RAID 0 per SSD Intel Fultondale
NVMe

o Caratteristiche SKU Pass-through
« RAIDO, 1,10

o Caratteristiche SKU standard
« RAIDS
o Chiusura foro scrittura RAID 5

* Per ulteriori dettagli su VROC, fare riferimento alle informazioni ufficiali fornite da Intel.
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1.5 Interruttori intuitivi

La scheda madre ¢ dotata di tre interruttori intuitivi: Il tasto di alimentazione, il tasto di
ripristino e il tasto Clear CMOS permettono di accendere/spegne rapidamente il sistema,

di ripristinare il sistema o di cancellare i valori CMOS.

Tasto d’alimentazione Il tasto d’alimentazione
(PWRBTN) consente di accendere/spegnere
(vedere pag. 1, n. 23) rapidamente il sistema.
Tasto di ripristino e _o I tasto di ripristino consente
(RSTBTN) . di ripristinare rapidamente il
o o
(vedere pag. 1, n. 24) sistema.
Tasto Cancella CMOS e _o 11 tasto Cancella CMOS
(CLRCBTN1) ’ consente agli utenti di cancellare
o o
(vedere pag. 3, n. 15) rapidamente i valori CMOS.

ﬁ Questa funzione é operativa solo quando si spegne il computer e si scollega I'alimentatore.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock X299 Creator, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con

un diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta
placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la

CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock X299 Creator (Factor de forma ATX)
¢ Guia de instalacion rapida de ASRock X299 Creator

¢ CD de soporte de ASRock X299 Creator

¢ 1 tarjeta ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcional)

¢ 1 x Antenas ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcional)

* 4 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

¢ 3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

* 3 x separadores para sockets M.2 (Opcional)

¢ 1xescudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

¢ Factor de forma ATX
¢ Circuito impreso (PCB) de 8 capas
¢ Circuito impreso (PCB) de 2 oz de cobre

e Compatible con la familia de procesadores Intel® Core™ de la
serie X para la toma LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X
Refresh y Skylake X)

¢ Digi Power design

* Diseno de 13 fases de alimentacion

¢ Admite Intel® Turbo Boost Technology 3.0

e Intel® X299

¢ Tecnologia de memoria DDR4 de cuatro canales
e 8xranuras DIMM DDR4
¢ Admite memoria sin bifer DDR4 4200+(OC)*/4000(OC)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933 (OC)/2800
(OC)/2666/2400/2133 no ECC
* La frecuencia de memoria maxima admitida puede variar en
funcion del tipo de procesador.
* Para obtener mas informacidn, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
¢ Capacidad méxima de memoria del sistema: 256GB
e Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
* Contacto 15y Gold en ranuras DIMM

e 4 ranura PCI Express 3.0 x16*

* Si instala una CPU con 48 lineas, PCIE1, PCIE2, PCIE3 y PCIE5
funcionaran a x16, x8, x16, o x8.

Si se instala un médulo M.2 PCI Express en M2_1 o M2_2, PCIE2
se degradara al modo x4.
Si se instalan los mdédulos M.2 PCI Express en M2_1y M2_2,
PCIE2 se desactivara.
* Si instala una CPU con 44 lineas, PCIE1, PCIE2, PCIE3 y PCIE5
funcionaran a x16, x4, x16, o x8.
Si se instala un médulo M.2 PCI Express en M2_1, PCIE2 se

desactivard.
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Thunderbolt™

Audio

* Si instala una CPU con 28 lineas, PCIE1, PCIE2, PCIE3 y PCIE5
funcionaran a x16, x4, x8, o x0.
Si se instala un médulo M.2 PCI Express en M2_1, PCIE2 se
desactivara.
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de
arranque
e 1xranura PCI Express 3.0 x1
o Compatible con AMD de tres direcciones CrossFireX"™ y
CrossFireX"™**
e Compatible con NVIDIA® de tres direcciones SLI" y SLI"™**
 Admite NVIDIA® NVLink™ con tarjetas gréficas duales de la
serie NVIDIA® GeForce® RTX***
o Admite NVIDIA® SLI™ con tarjeta graficas de la NVIDIA®
Quadro
** CrossFireX"™ de tres direcciones y SLI™ de tres direcciones son
solamanete compatibles con CPU con 48 lineas o 44 lineas.
*** NVIDIA NVLink Bridge no incluido con el paquete. Se puede
adquirir en NVIDIA® si es necesario.
e 1 x Zdcalo M.2 vertical (clave E) con el médulo WiFi-802.11ax
integrado (en la E/S trasera)
¢ Contacto dorado de 15 en ranura PCle VGA (PCIE1 y
PCIE3)

e Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controlador (Titan Ridge)

o Admite 3 interfaces Thunderbolt™
maxima de 5K (5120 x 2880) a 60 Hz para una pantalla a
través de una dnica conexién de cable

con una resoluciéon

o Admite 3 interfaces Thunderbolt™ con una resolucién
maxima de 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz para pantallas dobles
a través de una conexion de un solo cable

¢ Admite hasta dos secuencias (ocho pistas) de ancho de banda
de video DisplayPort; admite la conexioén en cadena de varios
monitores DisplayPort.

e 7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek
ALC1220 Audio Codec)
e Compatible con audio Blu-ray Premium
e Compatible con proteccién por sobretension (proteccion total
contra picos de ASRock)
e Compatible con Purity Sound™ 4
- Tapas de audio Nichion de la serie Fine Gold
- 120dB SNR DAC con amplificador diferencial
- Amplificador de auriculares de primera calidad NE5532 para
conector de audio del panel frontal (admite auriculares de
hasta 600 ohmios)
- Entrada de alimentacion pura
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- Tecnologia Direct Drive
- Proteccidn de aislamiento PCB (circuito impreso)
- Deteccion de impedancia en el puerto de salida frontal
- Capas PCB individuales para canal de audio D/I
- Conectores de audio de oro
- Conector de audio dorado de 15
e Compatible con DTS Connect

LAN 1x 10 LAN Gigabit 100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107):
¢ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéticas (ESD)
¢ Admite PXE
1 x Intel Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V):
¢ Admite la funcién Reactivacion de LAN
¢ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
¢ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
¢ Admite PXE

LAN ¢ Modulo WiFi Intel® 802.11ax
inalambrica ¢ Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ax
¢ Compatible con Banda Dual (2,4/5 GHz)
¢ Compatible con conexion inaldmbrica de alta velocidad de
hasta 2,4 Gbps
¢ 2 antenas compatibles con Tecnologia de diversidad
2 (Transmision) x 2 (Recepcion)
¢ Compatible con Bluetooth 5.0 + Alta velocidad clase II
¢ Admite MU-MIMO

E/S en panel ¢ 2 x Puertos de antena
posterior ¢ 1 x puerto de salida SPDIF 6ptica
¢ 2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostdticas)
e 2 x Puerto USB 3.2 Gen2 Thunderbolt™3 Tipo-C (40Gb/s
para el protocol Thunderbolt; 10 Gb/s para el protocol USB 3.2)
(compatible con proteccién contra electricidad estatica)*
* Compatible con USB-PD 3.0 9 V/3 A (27W) y 5 V/3 A (15W)
¢ 2 puertos de entrada Mini DisplayPort***.
** Le recomendamos que utilice cables adaptadores mini
DisplayPort a DisplayPort en lugar de cables en angulo recto si
utiliza dos puertos de entrada mini DisplayPort simultineamente.
* 4xPuertos USB 3.2 Gen1 (admite proteccion contra descargas
electrostdticas)***
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Almacenamiento

Conector

*** La alimentacion USB ultra se admite en los puertos USB3_34.
*** La funcién de reactivacion ACPI no se admite en puertos
USB3_34.
« 2 puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED LED)
¢ 1 boton de borrado CMOS
e Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves /
Entrada de linea / Altavoz frontal / Microfono (conectores de
audio de oro)

e 8x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage
Technology 17 e Intel Smart Response Technology), NCQ,
AHCI y conexion en caliente

* Si M2_3 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_7
se deshabilitara.

e 2x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s de ASMedia ASM1061,
compatibilidad con las funciones NCQ, AHCI y "Conexi6n en
caliente"

e 2x conectores Ultra M.2 (M2_1 y M2_2), compatibles con el
modulo PCI Express M.2 tipo 2242/2260/2280 con clave M
hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

e 1 x Zobcalo Ultra M.2 (M2_3) que admite el modulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2242/2260/2280/22110 con clave M y el
modulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Sj instala la CPU con 44 lineas o 28 lineas, M2_2 se deshabilitard.
** Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel”

** Compatible con PCle RAID

** Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de
arranque

¢ 1x RAID virtual en base de conexiones de CPU
¢ 1 x Conector SPI TPM
e 1xLED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz
* 2 x Cabezales de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
e 2 x cabezales de LED direccionables
* Admite una tira de LED de hasta 5V/3 A (15W) en total
¢ 1x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la
CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
¢ 1x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
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Funcion dela
BIOS

Monitor de
hardware

¢ 5x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la
bomba de agua/chasis (control de velocidad de ventilador
inteligente)

* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador
del disipador por agua con una potencia de ventilador maxima
de 2A (24 W).

* CPU_FAN2/WP y CHA_FANI1~5/WP se pueden detectar
automaticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.

¢ 1 x Conector de alimentacion de 24 contactos y ATX
(conector de alimentacion de alta densidad)

e 2 x Conectores de alimentacion de 8 pines y 12V (conector
de alimentacidén de alta densidad)

¢ 1 x Conector de audio en el panel frontal (15u Conector de
audio de oro)

¢ 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

e 1 x base de conexiones USB 3.2 Gen1 (admite 2 puertos
USB 3.2 Genl) (Admite proteccién contra descargas
electrostaticas)

¢ 1 x Base de conexiones USB 3.2 Gen2 de tipo C en el panel
frontal (ASMedia ASM3142)

* 1x Dr. Debug con indicador LED

¢ 1xBotoén de alimentacién con LED

e 1x Botén Restablecer

e 2 BIOS Legal UEFI AMI compatibles con interfaz grafica de
usuario multilingiie (1 BIOS Principal y 1 BIOS de copia de
seguridad)

e Compatible con tecnologia UEFI de copia de seguridad segura

¢ Eventos de reactivaciéon compatibles con ACPI 6.1

e Admite SMBIOS 3.0

¢ Multiajuste de voltaje de CPU, DRAM, VPPM, VTTM,
PCH 1,0V, VCCMPHY, VCCIO, VCCSA, VCCPLL, CLK
VDD

e Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de
agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

e Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de
agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

¢ Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad
del ventilador del chasis por temperatura de la CPU):
Ventiladores de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/
CPU, CPU

¢ Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores
de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

o Supervision del voltaje: +12 V, +5'V, +3,3 V, Vcore de CPU,

DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA
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SO

* Microsoft® Windows® 10 64 bits

Certificaciones e FCCyCE

® Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de
alimentacion preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,

incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las
herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad
del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacién de los puentes

La instalaciéon muestra cémo deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”

W W

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS

CMOS Abierto: Predeterminado
Puente de 2

(CLRCMOSI) contactos

(consulte la pag. 1, n° 26)

CLRCMOS] le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacién de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contrasena, la fecha y la
hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacién, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacién. A continuacion, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRCMOS1 durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa

de puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de
actualizar la BIOS, deberd arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo
antes de que realice el borrado del CMOS.

Q El botén de borrado CMOS tiene la misma funcion que el puente de borrado de CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard de
forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del
sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 22)

Conecte el boton de
alimentacion, el boton
de restablecimiento y el
indicador de estado del

sistema que se encuentran

HDLED-
HDLED+

en el chasis a esta base

de conexiones segtin las
asignaciones de contactos
que se indica a continuacion.
Cercidrese de cuales son

los contactos positivos y los
negativos antes de conectar
los cables.

PWRBTN (botén de alimentacion):
Conéctelo al boton de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma
en la que su sistema se apagard mediante el botén de alimentacion.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de
restablecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de
forma normal.

PLED (Indicador LED de la ali tacion del sist ):
Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea

cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga

cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diserio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de
panel frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, botén de restablecimiento,
indicador LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc.
Cuando conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las
asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.




LED de alimentacion y
base de conexiones para la
altavoz

(SPK_PLEDI1 de

7 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 21)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
v |

olo
Q

[
PLED+
PLED+
PLED-

Conecte el LED de
alimentacién del chasis y el
altavoz del chasis a esta base

de conexiones.

Conectores Serie ATA3
(SATA3_0_1:

consulte la pag.1, n° 15)
(SATA3_2_3:

(consulte la pag. 1, N.° 16)
(SATA3_4_5:

consulte la pag. 1, n° 17)
(SATA3_6_7:

consulte la pag. 1, n° 18)
(SATA3_A1_A2:
consulte la pag. 1, n° 19)

1

) (T

1 (=

SATA3_6 SATA3_4 SATA3_2 SATA3_0
] 1=
[ 1 [ 7 [r 1 [ 7 [ 7

SATA3_A2 SATA3_7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_1

=

i

SATA3 A1
I—=

Estos diez conectores SATA3
son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos
de almacenamiento interno
con una velocidad de
transferencia de datos de hasta
6,0 Gb/s.

* Para reducir el tiempo de
arranque, utilice puertos SATA
X299 de Intel® (SATA3_0~7)
con sus dispositivos de
arranque.

* §1 M2_3 se ocupa con un
dispositivo M.2 de tipo SATA,
SATA3_7 se deshabilitara.

Cabezales USB 2.0

(USB3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 30)
(USB5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 29)

Hay dos bases de conexiones
en esta placa base. Cada
cabezal USB 2.0 admite dos

puertos.

P
USB_PWR
Cabezal USB 3.2 Genl - Esta placa base tiene otra base
ummy- IntA_PA_D+
(USB3_5_6 de o o de conexiones. Esta base de
19 contactos) i re semJOIOL mamsore conexiones USB 3.2 Genl
. IntA_PB_SSTX- GND .
(consulte la pag. 1, n° 14) nres e admite dos puertos.
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus

Vbus

X299 Creator
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Base de conexiones USB 3.2 Existe una base de conexiones

Gen2 de tipo C en el panel USB 3.2 Gen2 de tipo C en
frontal el panel frontal en esta placa
(USB32_TC1 de 26 pines) base. Esta base de conexiones
(consulte la pag. 1, n° 12) se utiliza para conectar
USB Type-C Cable un médulo USB 3.2 Gen2
para puertos USB 3.2 Gen2
adicionales.
Cabezal de audio del panel N esence# Este cabezal se utiliza para
frontal M‘C'Rguuen conectar dispositivos de audio

(HD_AUDIO1 de
9 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 35)

S

al panel de audio frontal.

1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en
nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en
el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).




Conectores del ventilador
de la bomba de agua del
chasis

(CHA_FAN1/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 10)

(CHA_FAN2/WP de
4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 25)

(CHA_FAN3/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 27)
(CHA_FAN4/WP de
4-pines)

(consulte la pag. 1, n° 28)
(CHA_FAN5/WP de

4 pines)

(consulte la pag. 1, n° 34)

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— oW

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

Esta placa base incluye cinco
conectores para el ventilador
del chasis para sistemas de
refrigeracion por agua de

4 clavijas. Si tiene pensando
conectar un ventilador

de refrigeracion por agua
del chasis de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.

Conector del ventilador de

la CPU

(CPU_FANI de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 13)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 34

Esta placa base contiene
un conector de ventilador
(ventilador silencioso) de
CPU de 4 contactos. Si
tiene pensando conectar
un ventilador de CPU de
3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.

Conector para ventilador
de la bomba de agua de la
CPU

(CPU_FAN2/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 11)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU
de refrigeracién por agua de

4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
disipador por agua de CPU de
3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.

Conector de alimentaciéon
ATX

(ATXPWRI de

24 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 9)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion
ATX de 20 contactos,
conéctela en los contactos del
1al13.

X299 Creator
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Conector de alimentacién
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 4)
(ATX12V2 de 8 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 3)

L0
D000

Esta placa base contiene dos
conectores de alimentacién
ATX de 12V y 8 pines.

Para utilizar una toma de
alimentacion ATX de 4
contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegurese de
que el cable de alimentacion
conectado corresponda a
este CPU y no a la tarjeta
grafica. No conecte el cable
de alimentacion PCle a este

conector.

Conector SPI TPM
(SPI_TPM_]J1 de
13 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 20)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI
RST#
|TPIM7PIRQ

QO[O[O]OIO[O]O!
| (o] [e][e][e](e](e]

|
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Este conector es compatible
con el sistema SPI Modulo
de Plataforma Segura

(TPM, en inglés), que puede
almacenar de forma segura
claves, certificados digitales,
contrasenas y datos. Un
sistema TPM también ayuda
a aumentar la seguridad en la
red, protege las identidades
digitales y garantiza la

integridad de la plataforma.

Cabezales de LED RGB
(RGB_HEADERI de 4
pines)

(consulte la pag. 1, n° 32)
(RGB_HEADER?2 de

4 pines)

(consulte la pag. 1, n° 8)

12V G R B

Estas dos bases de conexiones
RGB se utilizan para conectar
el alargador de LED RGB

que permite a los usuarios
elegir entre varios efectos de
iluminaciéon de LED.
Precaucion: Nunca instale
el cable de LED RGB con la
orientacién incorrecta ya
que, de lo contrario, el cable
puede danarse.

*Consulte la pagina 47 para
obtener mds instrucciones

sobre esta base de conexiones.
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Cabezales de LED
direccionables
(ADDR_LEDI de

3 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 31)
(ADDR_LED2 de

3 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 5)

;
GND
DO_ADDR

vouT

Estas dos cabezales de LED
direccionables se utilizan
para conectar el cable de la
extension LED direccionable
que permite a los usuarios
elegir entre varios efectos de
iluminacion de LED.
Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable
con la orientacién incorrecta
ya que, de lo contrario, el
cable puede danarse.
*Consulte la pagina 48 para
obtener més instrucciones

sobre esta base de conexiones.
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RAID virtual en base de 1 Este conector admite RAID

conexiones de CPU GND virtual en CPU de Intel® y
(VROCI1 de 4 contactos) +3VSBGND RAID NVME/AHCI en CPU
(consulte la pag. 1, n° 33) VROC RAID KEY PCIE.

Con la introduccién del producto VROC de Intel, existen tres modos de funcionamiento:
SKU Clave de HW requerida  Caracteristicas clave

o Solo paso a través (no RAID)

o Administracién de LED

o Compatibilidad con conexion en caliente

o Compatibilidad con RAID 0 para
unidades de estado sdlido Intel
Fultondale NVMe

Paso a través  No se necesita

Caracteristicas SKU de paso a través
« RAIDO, 1,10

Estandar VROCSTANMOD

Premium VROCPREMMOD L. P
o Caracteristicas de SKU estdndar

« RAIDS5

. RO RET) o Cierre de orificio de escritura RAID 5

*Solo se admiten tarjetas SSD de Intel.

*Para mds detalles sobre VROC, consulte la informacién oficial publicada por Intel.
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1.5 Interruptores inteligentes

La placa base contiene tres interruptores inteligentes: Botén de alimentacion, Botén de
restablecimiento, Botén de borrado de CMOS, que permiten a los usuarios encender y apagar

el sistema, restablecer el sistema, borrar los valores de la CMOS rapidamente.

Boton Alimentacion El bot6én Alimentacion permite
(PWRBTN) a los usuarios encender y apagar
(consulte la pag. 1, n° 23) rdpidamente el sistema.

Botdn Restablecer e _o El botén Restablecer permite
(RSTBTN) . a los usuarios restablecer
(consulte la pag. 1, n° 24) L rapidamente el sistema.

Boton Borrar la memoria e _o El boton Borrar la memoria
CMOS ’ CMOS permite a los usuarios
(CLRCBTN1) e o borrar rapidamente los valores
(consulte la pag.3, N.> 15) de la memoria CMOS.

ﬁ Esta funcion podrd utilizarla tinicamente cuando apague su ordenador y desconecte la
corriente.
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1 BBepeHne

Braropapnm Bac 3a mpuobpeTeHne HafieXXHoIT cucteMHoit watel ASRock X299 Creator,

BBIITYCKAEMOI1 [IOJ] TIOCTOSTHHBIM >KECTKIM KOHTPOJIeM KadecTa komnanun ASRock. Ora

MaTepuHCKas I1aTa obecrieunBaeT BEIMKOJIENTHYIO ITPON3BOANTENDHOCTD M OTINYAETCA

HaJI©KHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBIUM ¢ TpeboBanmsamy komnanun ASRock B

OTHOIIEHMMN Ka4yeCTBa U JOITOBEYHOCTI.

S

Ilo npuuune 06H06/CHUA XAPAKIMEPUCINUK CUCIEMHOTL NAAMDBL U NPOZPAMMHO20

obecneuenust BIOS codepiucumoe Hacmosueri 00KyMeHmauuu moxcem Goimp usmeHero 6e3
npedsapumensozo yeedomneHus. IIpu usmeHenuu co0epicumozo HacmoAue20 0KyMeHma
€20 06HO87IEHHAS Bepcust Gydem docmynHa Ha ee6-catime ASRock 6e3 npedsapumensiozo
yeedomnerust. IIpu 1eo6xo0uMoCmU mexHUHecKoi n000epiHcKU, CBAZAHHOL C MAMEPUHCKOTL
naamoti, nocemume 6e6-caiim u Halioume Ha Hem UHPOPMAULIO 0 MOOEIU UCNONb3YeMOlL
samu mamepunckoti nnamvt. Ha ee6-caiime ASRock maxaice mosxicno natimu camviii nocnedHutl
nepeuens noddepmusaemvix VGA-kapm u III1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

¢ Cucremnas mata ASRock X299 Creator (bopm-daxrop ATX)

¢ Kparkoe pykoBoficTBO 10 ycraHoBke ASRock X299 Creator

o Juck ¢ 1O g ASRock X299 Creator

e 1 xkapra ASRock SLI_HB_Bridge_2S (mpno6peratorcst OTe/IbHO)

e 1 ASRock WiFi-anrennst 2,4/5 I'Tiy (1pro6GpeTarTcst OTAeNbHO)

o 4 kabens nepepaun nanHbix Serial ATA (SATA) (mpuobperaoTcs OTAENBHO)

e 3 BuHTA A5 CIOTOB M.2 (1probpeTaoTcs OTeNbHO)

e 3 crorika s rHesga M.2 (HpI/IO6p€TaIOTCFI OT/IE/IbHO)

e 1 9KpaH ITaHe/IN € IOpTaMy BBOJa-BbIBO/IA
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1.2 TexHNYeCKne XxapakTepucTuKku

Mnardpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

o dopm-dakrop ATX
® §-cjI0ifHasA MevyaTHas IJ1aTa

* Mepnas neyarHas mara (2 yHIum)

o Tlomaepxka mporeccopos cemeiictsa Intel® Core™ cepmu X
nst cokera LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh n
Skylake X)

¢ Digi Power design

e Cucrema nutanmus 13

o IloppepxuBaercs TexHosorus Intel® Turbo Boost Max 3.0
e Intel® X299

® YerbpexkaHanbHad mamATb DDR4

e 8ruesma DDR4 DIMM

e Tlonnepxxka Momyneit mamsat DDR4 4200+(OC)*/4000(0C)/

3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933 (OC)/2800
(0C)/2666/2400/2133, 6e3 ECC, HebydepnsoBaHHOI TaMATI

* MakcymasbHas HOAep)K1BaeMast 4aCTOTa aMATH 3aBUCUT
OT THIIa IpOLieccopa.

* [JononHuTenbHast MH(pOpMaLys IpefcTasieHa B Crycke
cosMecTMoit mamaTu (Memory Support List ) Ha Be6-caiite
ASRock. (http://www.asrock.com/)

e Maxkcumanbubiii 06bem O3Y: 256 ['b

e Tlonmepxxuaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

e Tlosonovyennsie (15 MKM) KOHTaKThI c1oToB DIMM

e 4 cmoros PCI Express 3.0 x16*
* B cmyyae ncnonpsosanmsa LT ¢ 48 muamamu cnotsr PCIEL/
PCIE2/PCIE3/PCIE5 6yayT paboTarhb B pexxumax x16/x8/x16/x8.
B crryqae ycranosky mopyna M.2 PCI Express B cmor M2_1 wm
M2_2 cnor PCIE2 nepeiifieT B pexxyM x4.
B crryqae ycranosky mopyreit M.2 PCI Express B cot 51 M2_1 1
M2_2 cnor PCIE2 6ypeT OTK/TIO4€H.
* B cmyyae ncnonpsosarmsa LI ¢ 44 muamamu cnotsr PCIEL/
PCIE2/PCIE3/PCIE5 6yayT paboTarhb B pexxuMax x16/x4/x16/x8.
B cirygae ycranoBkn mopyna M.2 PCI Express B cmor M2_1, cot

PCIE2 6yzeT OTK/IIOUeH.
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Thunderbolt™

3ByK

* B cmyyae ucnonbsosanus LII ¢ 28 muuansamu cnorsr PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIES5 6yayT paboTarh B peskuMax x16/x4/x8/x0.
B crrygae ycranoku mopyna M.2 PCI Express B cmotr M2_1, ciot
PCIE2 6yzet oTK/II0UeH.
* Ilopiep>KnBaloTCsA B KaueCcTBe 3arpy30uHbIX SSD-aucky Tuma
NVMe
e 1 cnor PCI Express 3,0 x1
o Tlognepxka AMD 3-Way CrossFireX"™ n CrossFireX ™
o Tlomnepxka NVIDIA® 3-Way SLI™ u SLI™
o [logpepxuBaer NVIDIA® NVLink™ ¢ JBYMS BUJIEOKapTaMy
cepun NVIDIA® GeForce® RTX***
e IlogpepxuBaer NVIDIA® SLI™ ¢ BugeokapTamu NVIDIA®
Quadro
** Pesxumpt 3-Way CrossFireX'™ u 3-Way SLI™ nopnepxusatorcs
TONbKO npy ucnonb3oBanun LIT ¢ 48 nnu 44 muanamn.
** Moct NVIDIA NVLink He BXOZUT B KOMIUIEKT IIOCTaBKIA.
ITpu HeobxopmmmocTy mprobperute ero B kommauuy NVIDIA®.
e 1 BepTuKa/bHBII cI0T M.2 (ko4 E) ¢ Bxopsamum B
KOMIUIEKT ocTaBKyu MopyneMm WiFi-802.11ax (Ha 3agHeit
IIaHe/! BBOJIa-BbIBOJIA)
e [losonouennsie (15 mxm) koHTakThl c1otoB PCle (PCIE] 1
PCIE3) pis1 BUieOKapT.

o Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Kourponnep (Titan Ridge)

™
3 ¢ Makc.

o IToppeprxka nnrepgeiica Thunderbolt
paspeuternem 5K (5120 x 2880) mpu gyactore 06HOBIEHM: 60
Ty 17151 OHOTO [IVICTIIEeA C OfHUM KaOelTbHbIM COeAMHEHNEeM

o Tlomnepsxka nntepdeiica Thunderbolt™ 3 ¢ maxc.
paspemennem 4K x 2K (4096 x 2160) npu yacToTe 06HOB/IEHMA
60 Ty /11 IBYX [IMCIITIEEB C OfHUM KabelbHBIM COeJIMHEeHNeM

* Tloapepyxka 10 IBYX MOTOKOB (BOCEMb /IMHMIT) ITOMOCHI
npomyckanus Buzeocursana DisplayPort; mopmeprka
TUPJIAHHOTO HOAK/IIOYEHN HeCKObKIX MOHNTOPOB DisplayPort

e 7.1-KaHaJIbHBIIT 3BYK BbICOKOI YeTkocTi HD Audio ¢
3aIUTOl AaHHBIX (aymuokozek Realtek ALC1220)
¢ Iloppepxka Premium Blu-ray Audio
e 3ammra ot nepenanpspkenns (ASRock Full Spike Protection)
o Iloppepxka Purity Sound™ 4
- Konpencaropsr s ayamocucrem cepuu Nichicon Fine Gold
- 120 5B SNR DAC c¢ guddepeHIanbHbIM yCUIATeIEM
- Ilepsoknmaccuplit ycmnutenb NE5532 14 rapHUTYpBI Y
ay[MopasbeMa Ha IepejiHeli maHem (MoziepKUBaI0TCs
TapHUTYPBI C COMpOTHBIeHNeM 10 600 Om)

- CTabunusupOoBaHHBII BXOL MUTAHS
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- Texuonorus Direct Drive

- Msonupyromee sKpaHMpOBaHNe MeYaTHOI TITaThl

- Ompepenenne COMpOTUBIEHNA HATPY3KM, TIOAKTIOYEHHOI K
MOPTY Ha Iepe/iHell TTaHenn

- OrjienbHbBIE CTOM TIEYATHON IIATHI JI/1A 71IEBOTO 1 TPABOTO
ay/[IOKaHA/IOB

- ITosonmoyeHHbIe KOHTAKTHI ayi1OPAa3hEMOB

- ITosono4enHslit ayguopasbeM (15 MKM)

o Tloppepxka DTS-nopgxmodenns

LAN 1 mopt 10 Gigabit Ethernet 100/1000/2500/5000/10000 M6ut/

¢ (AQUANTIA® AQC107):
e MonHnesammTa 1 3alMTa OT 3EKTPOCTATNIECKIX Pa3pAIOB
¢ Ilognepxusaerca PXE

1 x Intel Gigabit LAN 10/100/1000 MB/c (Intel® I1219V):
o Iloppepxusaercs npobysxpenue 1o JIBC
* MoHuesaluTa i 3aluTa OT 3/1eKTPOCTATUYECKUX Pa3PATOB
* Tlonnepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
¢ Ilognepxusaerca PXE

becnpoBogHan e Mopyns WiFi Intel® 802.11ax
JNIBC o Iloppepxka IEEE 802.11a/b/g/n/ax
o Iloppepyxka ByX AmanasoHos (2,4/5 I'Tir)
¢ IlopzeprKKa BBICOKOCKOPOCTHOTO GeCIIPOBOJFHOTO
MojK/0YeHns 1o 2,4 Léur/c
® 2 QHTEHHBI [JIs1 OAAEPXKKI TeXHOIOTUIL TIepefiadult JAHHBIX
«2 (mepepaua) x 2 (mmpyem)»
 Iloppepxka Bluetooth 5.0 + High speed class II
¢ Jlogpepxka MU-MIMO

Tbinosble ® 2 aHTEHHBIX IIOPTa

nopTbl BBOAa- e 1 onruuecknit Bbrxop, SPDIF

BbiBOAA e 2 mopta USB 2.0 (c 3amuToii OT 97IeKTPOCTATHIECKIX
PpaspsmoB)

e Ilopr USB 3.2 Gen2 Thunderbolt™3 tumn C, 2 wr. (40 [6ur/c
ma npotokona Thunderbolt; 10 T6mt/c pyis mporokona
USB 3.2) (¢ 3ammToit OT 37eKTPOCTATNYECKIX Pa3Psf0B)*
* Tloppmepxka USB-PD 3.0 9 B/ 3 A (27W) u 5 B/ 3 A (15W)
* Bxopnbie noprel Mini DisplayPort - 2 mr.**
** [Ipu MCIOIb30BAHMY [IBYX BXOAHBIX opToB mini DisplayPort
OJJHOBPEMEHHO PEeKOMEeH/YeTCsl MCIIO/Nb30BaTh OObIYHbIE, a
He IIPsIMOYTO/IbHBIE TlepeXoaHble Kabemn mini DisplayPort -
DisplayPort.
e 4 moptoB USB 3.2 Genl (c 3ammToit OT 97IeEKTPOCTATIIECKIX
paspsamoB)***
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3anomuHaowme
YCTpOMCTBa

Pazbembl

* Qynkuys muranns yepes USB (Ultra USB Power)
nopmepKuBaercsa Ha moprax USB3_34.
* Oynxuus npobyxaenns ACPI He moafep>kuBaeTcs Ha
noprax USB3_34.
e 2mopta RJ-45 s JIBC ¢ ungnkaropom (ACT/LINK u
SPEED)
¢ 1 xHomka cbpoca Hactpoek CMOS
¢ Pagpempr HD Audio: TeimoBsie AC / nentpanbHas AC /
cabBydep / muneitnblit BXop / pponTanbHbie AC / Mukpopon
(110307104€HHbIE KOHTAKTBHI)

e 8x pazpeMoB SATA3 ¢ mporryckHoii criocobHocTbI0 6,0 ['6/c,
nopgep>kka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,
texuonorun Intel Rapid Storage 17 u rexnomorvu Intel Smart
Response), NCQ, AHCI u «ropsd1ero» HOgKI0IeHNsT*

* Ecmu ot M2_3 3auAat ycrpoiictBoM M.2 tuma SATA,
nnrepgeiic SATA3_7 6ymeT OTKIIIOUEH.

e 2 mopta SATA3 6,0 ['6nt/c ASMedia ASM1061, moppep>kka
¢dyuxuumit NCQ, AHCI u «ropsigeit» 3aMeHbI

e 2 cnora Ultra M.2 (M2_1 u M2_2), ofifsep)XnBaoTCs MOAY/IN
M.2 PCI Express Tumna 2242/2260/2280 ¢ xmo4om M BIIOTh
no Bepcuu Gen3 x4 (32 I['6ur/c)**

e 1 cnor Ultra M.2 (M2_3), moppiep>XuBaeTcst MOSY/Ib
M.2 SATA3 tuma 2242/2260/2280/22110 ¢ mpomyckHo
croco6HOCTBIO 6,0 T'6/C M MOmymb M.2 PCI Express 10 Bepcuu
Gen3 x4 (32 T'6/c) ¢ kmogom M.**

**B cnyvae ucnionbsosanus LTI ¢ 44 wnn 28 nuunamu cnot M2_2
6yneT OTK/II0YeH.

** [TopyiepsxuBaetcs TexHonmorus Intel® Optane™

** IMoppepxupaerca PCle RAID

** [Topep>KMBaOTCA B KauecTBe 3arpy3ouHbIx SSD-aycky tumna
NVMe

e 1 xonopxa i BupTyanbHoro RAID-konTponnepa Ha 1111
e 1 konoxnka SPI TPM
® 1 KOJIOfiKa CBETOAMONHOTO MHVIKATOPa MUTaHUA U
KOPITyCHOTO [{ITHAMMKa
e 2 KOJIO[KMU [JTsl TOAK/IIOUeHst cBeToamonHoit RGB-nofgcBeTkn
* Ilopmep>xuBaeTcsl CBeTOMOAHAs TeHTa (MakcuMyM 12 B/3 A,
CYMMAapHOIT MOIIHOCTBIO 0 36 BT)
® 2 KOJIO[KM aIpeCyeMOii CBETO/IMO/IHOI TOJCBETKI
* Ilopmep>xuBaeTcs CBeTOMOAHAS TeHTa (MakcuMyM 5 B/3 A,
CYMMAapHOIT MOIIHOCTBIO 710 15 BT)
¢ 1 pasbem a1 BeHTUAATOpa oxnaxaenus LI1, 4-KonTaKTHbIi
* PazbeM IIPOLIeCCOPHOTO BEHTWIATOPA IO PXKIBAET
BEHTIIATOP C MOTpebsaeMbIM TOKOM He Gomee 1 A (12 Br).
® 1 pasbeM A1 BEHTUIATOPA VIV BOASAHON OMIIBI BOJSHOTO
oxnaxaenns 11T (4-KOHTAaKTHBIIT) (CMapT-peryaaTop
CKOPOCTH BEHTH/IATOPA)
* PaszbeM 114 IIPOIIeCCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA M/
BOJISIHOI ITOMIIBI IIOJIfiePXKIBAET BEHTUISTOP € IOTPE6/IsieMbIM
TOKOM He Gornee 2 A (24 Br).
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® 5 pa3beMsl /I KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA MM BOJAHON
TOMITBI (4-KOHTAKTHBI) (CMapT-peryIsaTop CKOpocTi
BEHTIIATOPA)
* Paz’beM 151 IPOIIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA
VTV BOFAHON TIOMIIBI OAAEP/KIBAET BEHTUIATOP C
oTpeb/IseMbIM TOKOM He 6ortee 2 A (24 Br).
* IIna paspemos CPU_FAN2/WP u CHA_FAN1~5/
WP aBTOMaTiIecKy OmpesiensaeTcs TUI IOKTI0IeHHOTO
BEHTUIATOPA: 3- MM 4-KOHTAKTHbII.
¢ 1 24-xoHTaKTHBIX pazbeM muranus ATX (BpicokormoTHblit
pasbeM INUTaHIA)
® 2 8-KOHTAKTHBIX pasbeMa muranus 12 B (BricokonmoTHbI
pasbeM IUTAHNA)
* 1 ayauopasbeM A IepeHert maHemm (II030/10YeHHbIe
KOHTAKTBI ay/jiopazbeMa, 15 MKM)
e 2 xononxu USB 2.0 (4 mopra USB 2.0, ¢ 3ammToit oT
97IeKTPOCTATUYECKNX PA3PATIOB)
o 1 xomopka USB 3.2 Genl (2 mopta USB 3.2 Genl)
(c 3aIMTON OT HTIEKTPOCTATUYECKNX PA3PSTOB)
e 1 xomopka i mopta tvm C USB 3.2 Gen2 Ha
¢dponranproit manem (ASMedia ASM3142)
1 Dr. Debug ¢ nuankaropom
¢ | KHOTIKA IMTAHVA C MHAUKATOPOM
¢ 1 xHOmKa cbpoca

NapameTtpbi * 2 uyma AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopjiep»xxoit MHOTOSI3bI4HOTO
BIOS T'UII (1 ocrosroit BIOS n 1 pesepsrbrit BIOS)
e Tloppmep>kka TeXHOIOrMM 6€30IaCHOTO Pe3ePBHOTO
xonmposanusa UEFI
e Tloapmepskka pyHKumit mpobysxaenns mo crangapry ACPI 6.1
e Tlopnepxxka SMBIOS 3.0
e Perymuposka Hanpspxennit LIIT, DRAM, VPPM, VTTM,
PCH 1,0 B, VCCMPHY, VCCIO, VCCSA, VCCPLL, CLK

VDD.
KoHTponb * Konrponb Temneparypoi: Bentunarop LIII; Bentunarop
o60pyaoBaHUA VN TIOMTIA BOfiAHOTO oxnmaxaenus LTT; Bentunarop wmm

TIOMIIa BOZIAHOTO OX/TaXKJieHMs KOopIryca

e Taxomerp: Bentwrarop LIIT; BentniAarop mwim momma
BopsaHOro oxnaxjenus II1; Bentunarop nnm nommna
BOJISTHOTO OXJIaXK/IEHNS KOpITyca

e BecirymHas pabora (C aBTOMAaTN4eCKOil pery/InpOBKOi
CKOPOCTYI BpallleHVsA B 3aBUCHMOCTY OT TeMIIePaTy bl
LIIT): Bentmmsarop 1IT; Beutnmsatop nim momia BOAsTHOTO
oxnaxenus II1T; BeHTunATop 1y nomiia BOfisHOro
OXJIaKJIeHNS KOPITyca

e PerynmupoBka ckopocTy Bpamenus: Bearunarop LIIT;
BenTnnATOp MM nNoMIIa BofiAHOro oxmaxaenns HII;
BeHTHIATOP MM TIOMITA BOZITHOTO OX/TXKAEHIIA KOPITyca

¢ KonTtponp Hanmpskenuit: +12 B, +5 B, +3,3 B, nanpskenne
appa LTI, DRAM, PCH 1,0 B, VCCIO, VCCSA 119
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OnepauuoHHble ¢ Microsoft® Windows® 10 (64-paspsiaHast)

cncTemMbl

CepTudukauua e FCC,CE

e Cosmectumocth ¢ ErP/EuP (Heo6xopum 610K IUTaHNA,

coorBeTcTBYloumit craunapry ErP/EuP)

* C dononnumenvHotl uHgopmaueri 06 U30enUU MONHO 03HAKOMUMDCA HA 6e6-catime: http://www.asrock.com

A

Credyem yuumoléamy, 4mo paszox npoyeccopa, 6KkmoHuas usmernerue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexronoeuu Untied Overclocking u ucnonvioeanue uHcmpymenmos paszona
He3aBUCUMBLX NPOU3B00UMesIetl, CONpsceH ¢ onpedeneHHbIM puckom. Paszon npoueccopa
MOJNEM CHUSUMb CIABUIHOCIb CUCTEeMbL UL 0aJKe NPUBECTIU K NOBPENCOEHUI0 ee
KOMNOHEHMOB t ycmpoticme. Paszon npoyeccopa ocyuyecmensemcs nov3oeamenem

Ha cobcmeennbiil puck u 3a cobcmeennbiii cuem. Mol He Hecem 0MEeMCIMBEHHOCID 34
603MONCHbLIL Yu4epO, 6bI36AHHDLLL PAS20HOM NPOLECCOpa.
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1.3 YcTtaHOBKa nepemblyek

YcranoBka IIEPEMBIYEK IIOKa3aHa Ha pPUCYHKE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KOJIIIaYKa
Ha KOHTAKTbI IEPEMbIYKA «3aMKHYTa». Ecnn II€peMbIYKa-KO/INAY0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTAaHOBJIEHA, IIEPEMbIYKA «PA3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepembruka cOpoca 3amkHyTa: COHpOC HACTpOEK
Hactpoek CMOS CMOS

(CLRCMOS1) 2-KOHTaKTHAA PasomknyTa: [To ymomyanmio

(cm. cTp. 1, Ne 26) nepeMbIuKa

CLRCMOSI ucnonbsyerca i yganenus ganapix CMOS. B namaru CMOS copepskarcs
TakKue JaHHbIe O HACTPOJIKE CHCTeMbI, KaK CUCTEMHBbIil IapOJIb, JaTa, BpeMs I
IapaMeTphbl HACTPOIKY CUCTEMBL. YTOOBI COPOCUTD 1 OOHYINTD ITAPaMETPhI CCTEMBI

Ha HaCTPOJKM IO YMOTYaHNIO, BBIK/TIOUNTE KOMIIBIOTED U M3BJIEKMUTE BUJIKY U3 PO3ETKH,
a 3aTeM KOJIIIAYKOBOJ IepeMbIYKoil 3aMKHMTe KOHTaKThl Ha CLRCMOSI1 Ha 3 cexyH/ibI.
ITocre copoca Hacrpoex CMOS He 3a6yjibTe CHATD KOJIIIAYKOBYIO IlepeMbIuKy. [1pn
HeobxozumMocTy copocuts Hactpoliku CMOS cpasy nocie o6xosienust BIOS cuavarna

nepesarpysure CUCTEMY, a 3aT€M BbIK/IIOYNUTE KOMIIbIOTED I€PEN C6POCOM HacTpoOe€K
CMOS.

peonasnauenue kronku copoca nacmpoex CMOS ananozuyno npeoHasHauenuo
nepemviuku copoca Hacmpoex CMOS.
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1.4 Konogku u [Pa3beMbl, PaCNONIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHOM
nnare

A

Komnopgka cucremHoin

TIaHe/n

(9-xonraktHasi, PANELI)
(em. cTp. 1,Ne 22)

Pacnonoxcennvle Ha cucmemHoil niame Konooku u pasvemol HE signsiomcs nepemuluKamu.
HE ycmunaﬁnusaﬁme HA 9MU KONIOOKU upasbeMm nZPZMbI‘tKM-KG/IﬂﬂHKlL Yemanoexa
nepemvlyeK-Konna4Kkos Ha amu KOZOOKU U pasvemovl moxcem 8vl36amv HEYCMPAHUMoe
ﬂﬂBPe}MaEHME CcUCmemHOLL naamol.

Tlopknrounte
pacronoXeHHbIe Ha KOpITyce
KHOIIKY IUTaHMs, KHOIKY

II€pe3arpy3Km 1 MHANKATOP

COCTOSIHUSI CUCTEMBI K 9TOM

HDLED-
HDLED+

KOJIOZIKE B COOTBETCTBUM C
HasHavYeH/eM KOHTAKTOB,
NPUBEIEHHBIM HIDKE.
Ilepen nopkr0ueHEM
Kabesieit onpezenure
TIOJIO>KUTE/IbHBIN U

OTpI/ILIaTe]IbeIIZ KOHTAKTBI.

PWRBTN (xnonka numanus):
Ilodkniouere KHONKY NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTL Ha nepedHeil naxenu Kopnyca. MoxiHo
Hacmpaumb CHOCO6 BLIKTIHOUEHUS CUCEMbL npu Haxcamuu KHONKU NUMAaHus.

RESET (xnonxa c6poca):

Ilodkniouerue KHONKu c6poca, pacnonioieHHoll Ha nepedreil naHenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mo6blL nepe3anycmumo KOMnvIOMep, eciiu OH 3a8UC U HOPMATbHDLIL
nepesanyck He8o3momuceH.

PLED ( i uHOUKAMop k
Ilodkniouerie UHOUKAMOPA COCIMOSHUS, PACNOTIONEHHO20 HA nepeoHell naHenu Kopnyca.

CeemoduodHbiil uHOUKamop zopum, kozda cucmema pabomaem. Kozoa cucmema
Haxooumcs 6 pesxcume oxcudanus S1/83, ceemoouod muzaem. Kozda cucmema naxooumcs 6
pexcume oxcudanus S4 unu viknrouera (S5), ceemoouod He zopum.

HDLED (céetmo0uodHviii uH0uxamop pabomoi 1#ecmrozo 0UcKa):

Tooxmouenue c6emodu00H020 UHOUKAMOPA PAGOMDbL JECMK020 OUCKA, PACNOIONEHHO20 HA
nepeoneti nanenu. CeemoouoOHvlil UHOUKAMOP 20pUM, K020 HeCKUIL OUCK 8bINONHSAEM
CUUMbIBAHUE UYL 3aNUCD OAHHDIX.

Tepednss nanenv mosxcem Gvimv pasHotl Ha pasHuix kopnycax. Ha nepedneii nanenu
pacnoﬂameubt KHONKAa numaHusd, KHOnKa nzpesunycicu, quuicamop numaHus, quuKamDp
pabomut secmkozo Oucka, ouramux u m.o. IIpu nodkmouenuy nepedreil naxen K amoi
KOﬂOaKE noBKmo'mﬂmz nposubu K coomeemcmeyouium KOHmMaxmam.




cm. cTp.1,Ne 18)
(SATA3_A1_A2:

J [r
1 Ir

3arpysKi MCIIOMb3YiiTe
moprat Intel® X299
SATA (SATA3_0~7) pisa

Konopka cBeTOMOHOrO SPEAKER [IpepHasHayeHa s
DUMMY
VMHAMKATOPA IUTAHUA U DUMMY TIOIK/TIOUEHNA CBETO/IMO/HOTO
JAVMHAMMKa Kopnyca +5IV | I/[HJII/IKaTOpa IINTAHUA N
(7-xonraktHas, SPK_ ] 8 IVHAMMKa KOpIryca.
PLED1) T
PLED+
(em. cTp. 1, Ne 21) PLED+
PLED-

Paspemsr Serial ATA3 o, =] ] \ DT flecATh pasbeMOB
(SATA3_0_1: g SATA3 mpesHa3HaYeHBI 1A

<< L L
cm. cTp. 1, Ne 15) o =l = nopkmroueHnA Kabemeir SATA
(SATA3_2_3: :| T [ | BHYTPEHHMX 3aIIOMMHAIOIINX
cm. cTp. 1, Ne 16) E YCTPOJICTB /1A TIepefadn
(SATA3_4_5: o =l = TAHHBIX CO CKOPOCTBIO IO

< =
cm. cTp.1,Ne 17) MR ] o 6,0 I'6/c.

<<
(SATA3_6_7: b * [T MMHIMU3aIy BpeMeHN

(%]

©

2

&

%]

cm. cTp.1,Ne 19)

i
i
SATA3_A2 SATA3_7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3 1

SATA3_A1

CaMo3arpy’KaeMbIX YCTPOFICTB.
* Ecnmu cmotr M2_3 3auar
ycTpoiictBoM M.2 Tuma SATA,
nnrepdeitc SATA3_7 6yner

OTK/TIOY€H.

Komnogku USB 2.0
(9-xonrakTHas, USB3_4)
(em. cTp. 1, Ne 30)
(9-xonraktHas, USB5_6)
(em. cTp. 1, Ne 29)

Ha maTepunckoii mmaTe
UMEETCs JIBe KONOTKIA.
Kaxxgas xomonka USB 2.0

IO IEP>KMBAET ABA IIOPTA.

P-
USB_PWR
Konomku USB 3.2 Genl oo JBTBE it on - Ha marepunckoii nate
IntA_PB_D+ \r\lA:PA:D—
(19-xoHTaKTHA, . oo MMeEeTCsl OfiHA KOJIO[KA.
USB3_5_6) e s DI 9ma komonka USB 3.2 Genl

(em. cTp. 1, Ne 14)

IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus

IIOAIEP>KMBAET ABA IIOPTA.

X299 Creator
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Konopxa jyia nopra

USB 3.2 Gen2 Type C na
nepesiHert maHenn
(26-konTtakTHass, USB32_
TC1)

(em. cTp. 1, Ne 12)

]
T

USB Type-C Cable

Ha maTepuncKkoii mmaTe
IIpelyCMOTPEeHa OffHa KOMOJKA
s nopra USB 3.2 Gen2
Type C Ha nepepneit manenn.
9Ta KONOAKA UCTIONb3YeTCs
IUISL TIOJK/TIOYeH ST

mopyns USB 3.2 Gen2 ¢
JOIIOJTHUTE/IbHBIMU HOpTaMI/I

USB 3.2 Gen2.

AyZMOKOJIOfIK TIepesHeit
MaHem

(9-xonTakToB, HD_
AUDIO1)

(em. cTp. 1, Ne 35)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

OTa KONoaKa IpeHasHaveHa
JUIA TIOJIK/TI0YEeH A
AyIMOYCTPOJICTB K MepeHeit

ayaMoInaHenm.

pasvema, HO 07151 € NPABUNLHOLL PAGOMbL HEO6X0OUMO, UMOGbL NPOBOO NaHenU

Q 1. Ayduocucmema 6bic0K020 paspeuieHusi nodoepicusaem HyHKyuI0 pacnosHaA6anus

Kopnyca noddepxcusan nepeoawy cuenanos HDA. ncmpykyuu no ycmaroske
CUCIEMbL CM. 6 ITOM PYKOBOOCIBE U PYKOBOOCINGE HA KOPHYC.
2. IIpu ucnonv3osanuu ayouonaenu AC'97 nodxnwouume ee K ayouoxkonodxe nepeorei

navenu, KaK yKa3aHo danee:

A. ITooknouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.
B. Hodxmouume Audio_R (RIN) xk OUT2_R, Audio_L (LIN) k OUT2_L.
C. ITookmouume nposod 3asemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenuss (GND).

D. Konmaxmut MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yiomcs monvko 0715 ayouonaneni

68b1C0K020 paspewienust. ITpu ucnonvsosanuu ayouonatenu AC'97 ux nookmouams He

HYJHCHO.

E. Ymo6vr akmueuposamv nepednuti Muxpodor, nepeiidume Ha exknaoxy FrontMic
navenu ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume

(Ipomrocmp 3anuci).




Pa3'])eMbI s BeHTI/ITIﬂTOpa
VJIN TIOMIIbI BOOAHOTI'O
OX/IaXK/IEHNA KOpITyca
(4-xonrakTabit CHA_
FAN1/WP)

(em. cTp. 1,Ne 10)

(4-xonrakTabit CHA_
FAN2/WP)
(em. cTp. 1,Ne 25)

(4-xonrakTabit CHA_
FAN3/WP)

(em. cTp. 1,Ne 27)
(4-xonrakTabit CHA_
FAN4/WP)

(em. cTp. 1,Ne 28)
(4-xonraktabiit CHA_
FAN5/WP)

(cm. cTp. 1,Ne 34)

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— oW

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND FAN_SPEED_CONTROL

JlaHHas cucTeMHast

FAN_SPEED_cONTRoL I/IATa OCHAII[€HA ITATHIO

4-KOHTaKTHbIMU pagbeMaMu
BEHTWIATOPOB /1A CHCTEMbBL
BOJAHOTO OX/IXK/IEHMS
KopIryca. 3-KOHTaKTHYI0
CUCTEMY BOJSAHOIO
OXJIXKJIEHVSI KOPITyCa C/leflyeT

MOAK/II0YATh K KOHTaKTaM 1-3.

PazbeM BEeHTUIATOPA
OXJTXK/IeHUSI TIpoLieccopa
(4-xonrakra, CPU_FANI)
(cm. cTp. 1,Ne 13)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

OTa MaTepUHCKasd T71aTa
cHab)KeHa 4-KOHTAKTHBIM
PasbeMOoM J7IA Ma/IONIyMAIIETO
BeHTUnATOpa L. ECc/tu BbI
cobupaeTech MOAKIIOUNTD
3-KOHTaKTHBII BEHTU/IATOP
OXJTa)K7IeHMA TTPOIIeccopa,
TIOAIK/TIOYAliTe ero K KOHTaKTaM
1-3.

Paszbem p1a BenTunATOpa
VIV TIOMIIbI BOJAHOTO
oxnaxaenns [I1
(4-xonrtaktubit CPU_
FAN2/WP)

(em. cTp. LNe 11)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

JlanHas MaTepyHCKas iara
OCHalleHa 4-KOHTAaKTHBIM
Ppa3beMOM JIJ1s CUCTEMBI
BogssHOTO oxnaxmenus L1,
3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY
BOJISTHOTO OXJIQXK/IEHUS

HIT cnepyer nogkmogaTh K

KOHTaKTam 1-3.

X299 Creator
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Pazbvem murtanus ATX
(24-xonrakra, ATXPWR1)
(em. cTp. 1, N0 9)

Ora MaTepUHCKas IJIaTa
OcCHalleHa 24-KOHTaKTHBIM
paszbemoM nuranusa ATX.
Yro6bl KCIIOIB30BATH
20-KOHTaKTHbIN pasbeM
nuranus ATX, nogkiodnre
€ro BJIO/Ib KOHTaKTa 1 n

KOHTaKTa 13.

Paspem nuranns ATX 12 B
(8-xonTakTOoB, ATX12V1)
(em. ctp. 1, Ne 4)

(8 xonTakTOB, ATX12V2)
(em. ctp. 1, Ne 3)

Ora MaTepyHCKasg

1aTa CHab)XeHa JByMst
8-KOHTaKTHBIMM pasbeMaMi
mutanus ATX 12 B.

Y106BI KCIIONB30BATH
4-KOHTaKTHBI pPasbeM
nutanusa ATX, mogkiodnTe
€ro BJIO/Ib KOHTaKTa 1 1
KOHTAaKTa 5.

*Bunmanne! Yoemurecsp,
YTO MOFKITIYeHHBII
Kabenp nuTaHuA
npepHasHaveH ma IITI,

a He /I BUJI€OKaPThI.

He nogknroyaiite Ka6ennb
mutanuA PCle k aTomy

paspemy.

konopka SPI TPM
(13-xonTakTHas, SPI_
TPM_J1)

(cm. cTp. 1, Ne 20)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI
RST#
|TF:M7P\RQ

[e)[e)(e)[e)[e][e][e]
| sl[e][e][e][e][e]

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

10T paspeM obecreynBaeT
TIOifIepKKY cucTeMbl SPI
Trusted Platform Module
(TPM), xoTopas ciocobHa
obecrieynTb HAf[EKHOE
XpaHeHue Kmoyert, 1ndpoBbix
cepTuduKaToB, mapoeit n
nanubix. Cucrema TPM takke
TIOBBILIAET YPOBEHD CETEBOIA
6€30IaCHOCTH, 3aIMIAET

11 poBbIe NACHTUPUKATOPDI
1 06ecreunBaeT 1eI0CTHOCTh

ITATOPMBI.
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Konogxu s 4 IDTu [iBE€ KOMOIKM ISt
MOK/TIOYEH S 12vG R B RGB-nopcBeTkn caysxar
cBeroguonHoit RGB- IUISL TIOJK/TFOYEH St
MOJICBETKM YIIMHUTETIBHOTO Kabers
(4-xonrtaktHbIl, RGB_ ceroguonHoit RGB-
HEADER1) MOJICBETKM, KOTOpas

(cm. cTp. 1, Ne 32) [I03BOJISIET Peann3oBaThb
(4-xouTakTHBIT, RGB_ pasnu4yHble CBETOBbIE
HEADER2) adexToL.

(cm. cTp. 1, Ne 8) Buumanne! Katreropuaeckn

3anpenaeTcs MORKIYATh
Kabenb cBeTopmognoit RGB-
MOACBETKY C HapyIeHVeM
MOAAPHOCTH, TaK KaK 3TO
MOXKeT IIPMBECTH K er0
MOBPEXAEHNIO.

* IlonomHUTETbHbIE CBEEHIS
00 UCIIOIb30BAHNM STOI

KOJIOJIKM CM. Ha CTp. 47.

Konopxu agpecyemort 1 ITU [1Be KOTOIKY [/t
CBETOIMO/HOI IOJICBETKN GND aJIpecyeMoll CBETOMVIOTHOII
(3 xonrakTa, ADDR_ VOUDTO_ADDR MOJICBETKM CITy>KaT

LED1) JULSL TIOJK/TFOUEH ST

(cm. cTp. 1, Ne 31) VIUIMHUTEIBHOTO Kaberlst

(3 xonTakra, ADDR_ aJipecyeMoii CBETOMOLHOI
LED2) MOJICBETKM, KOTOpas

(em. ctp. 1, Ne 5) [103BOJISIET pean30Barh

Ppas/IYHbIE CBETOBBIE
3¢ dexTsL.

Buumanne! Kareropuyueckn
3anpemaercs MOAKI0YaTh
Kabenb apecyeMoit
CBETOJVIO{HOI ITOICBETKM C
HapyllIeHeM IOTAPHOCTI,
TaK KaK 3TO MOXKeT IIPMBeCTH
K €r0 IIOBPEXK/IeHIII0.

* JloTIOTHUTEIbHbIE CBETeHNS
00 MCIIONb30BAHNM STOI

KOJIOJKM CM. Ha CTp. 48.
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Komozka fiy1s1 BUPTYanbHOTO 1 ITOT pasbeM MOfepP)KIBaET

RAID-koHTponnepa Ha IIIT GND BupTyanbHbiii RAID-

(4 xonTakToB, VROC1) +3VSBGND xoHTpomep Intel® na IITT n

(M. cTp. 1, Ne 33) VROC RAID KEY RAID-konTponnep NVME/
AHCI na mmmue PCIE III1.

Bnarogaps uctons3osanmio rexuosornu Intel VROC nofpsep>xnBaiorcs Tpu peskuma paboThr:

TpebyeTcsa
SKU . OcHoOBHble GpyHKLUN
annaparHbIii KoY

o Tonbko ckBo3HOI pexxnm (6e3 RAID)
. e Ympap/eHue MHAVKaTOpaMu
CKBO3HOII
He tpebyercst o ITloppep>kka «ropAYero» NOAKI0YEHNA
KIM
P o Tloppmepsxka RAID 0 msa SSD-HakommTeneit

Intel Fultondale NVMe

o DYHKIVNM CO KITIOUOM I CKBO3HOTO
Cranmapraeii - VROCSTANMOD pexnma
« RAIDO,1,10

[Tpemuym VROCPREMMOD o OyHKIUM CO CTAH/IAPTHBIM K/TIOYOM

« RAID5S
o Boccranosnenne RAID 5 mpu ommnbke
ISS VROCISSDMOD Write Hole

*Tlomuep>XMBAOTCsE TONIBKO TBEpAOTeNbHbIe AncKy Intel.

* Nononuurenbhble ceeferns o VROC cm. B opunmanbHoit qokymenTaym Intel.
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1.5 CmapT-nepeknioyatenu

MarepuHcKas n1aTa OCHallleHa TpeMs CMapT-Tiepekmodarenamu: KHoka mITanns, KHOTIKa
THepe3arpysKku 1 KHoIku cbpoca Hacrpoek CMOS, npeiHasHaueHHBbIE I OBICTPOTO

BKJIIOYeHVIsA/BBIK/IIOYEHVIA CUCTEMBI, Ilepe3arpysKyt CUCTeMbl 1 06HyneHns 3Hadenmit CMOS.

KHonka nuranns KHonka nuranns

(PWRBTN) [pefHa3HaYeHa Aj1s ObICTPOro

(em. cTp. 1, Ne 23) BKJIFOYEHUsI U BBIK/TIOUEHMS
CUCTEMBI.

Knomnka cbpoca e _o Knomka cbpoca npenHasHadeHa

(RSTBTN) . 1A GBICTPOTO Iepe3arycKa

(cm. cTp. 1, Ne 24) L CUCTEMBI.

Knormka c6poca HacTpoek o _o Knormka c6poca Hactpoexk CMOS

CMOS ' [pefiHa3HaveHa A1 ObICTPOTO

(CLRCBTN1) e o obuynenns sHavennit CMOS.

(Cm. ctp. 3, Ne 15)

ﬁ Sma pynkuus pabomaem, Monvko ecay NUMaHUe KOMNbIOMepPa bIKIOUEHO 1 OH
OMKAO4eH OMm UCMOYHUKA NUMAHUA.
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1 Introducao

Obrigado por comprar a placa-mae ASRock X299 Creator, uma placa-mae confidvel
produzida sob o controle de qualidade altamente consistente da ASRock. Esta placa
principal oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com

o compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram modificacoes a

Q Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido

esta documentagdo, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso prévio.
Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter
informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd encontrar
alista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock

http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa miae ASRock X299 Creator (ATX Form Factor)

¢ Guia de Instalagdo Répida da ASRock X299 Creator

e CD de Suporte da ASRock X299 Creator

e 1xPlaca ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcional)

¢ 1x Antenas de 2,4/5 GHz da ASRock WiFi (Opcional)

e 4 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

¢ 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

¢ 3 x Porcas autbnoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)
e 1 x Painel de E/S
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1.2 Especificacdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoria

Slot de
expansao

e Formato ATX
e PCB 8 Camadas
e PCB 20z de Cobre

e Suporta Familia de Processadores Intel* Core™ Série X para
0 LGA 2066 Socket (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh e
Skylake X)

¢ Digi Power design

e Design com 13 fases de alimentagao

¢ Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0
o Intel® X299

* Memoéria DDR4 Quad Channel Tecnologia
e 8x Slots DIMM DDR4
e Suporta DDR4 4200+(0C)*/4000(0C)/3800(0C)/3733(0C)/
3600(0C)/3200(0C)/2933 (OC)/2800 (OC)/2666/2400/2133
nio-ECC, memoria sem buffer
* A frequéncia maxima de memoria suportada pode variar por
tipo de processador.
* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da
ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)
e Capacidade maxima da memoria do sistema: 256GB
¢ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®
* Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

e 4x Slots PCI Express 3.0 x16*
* Se instalou a CPU com 48 faixas, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
rodardo em x16/x8/x16/x8.
Se um moédulo M.2 PCI Express esta instalado no M2_1 ou no
M2_2, PCIE2 fara o downgrade para modo x4.
Se os médulos M.2 PCI Express estao instalado no M2_1 e M2_2,
PCIE2 sera desabilitado.
* Se vocé instalar CPU com 44 faixas, PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIES5 operard a x16/x4/x16/x8.
Se um médulo M.2 PCI Express esta instalado no M2_1, PCIE2

serd desabilitado.
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Thunderbolt™

Audio

* Se vocé instalar CPU com 28 faixas, PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIES5 operara a x16/x4/x8/x0.
Se um mddulo M.2 PCI Express esta instalado no M2_1, PCIE2

seré desabilitado.

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

1 x slots PCI Express 3.0 x1

Suporta AMD 3-Way CrossFireX"™ e CrossFireX **
Suporta NVIDIA® 3-Way SLI"™ e SLT™**

Suporta placas graficas das séries NVIDIA® NVLink™ com
dupla NVIDIA® GeForce® RTX***

Suporta placas graficas das NVIDIA® SLI™ com NVIDIA®
Quadro

** 3-Way CrossFireX™ e 3-Way SLI™ sdo suportados apenas

com CPU com 48 faixas ou 44 faixas.
*** O NVIDIA NVLink Bridge ndo vem com o pacote. Por favor,

compre-a da NVIDIA® se necessario.

1 x Soquete M.2 Vertical (Tecla E) com médulo WiFi-
802.11ax incluido (na I/O traseira).
Contato de Ouro de 15y no Slot VGA PCle (PCIE1 e PCIE3)

Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Controlador (Titan Ridge)

Suporta interface Thunderbolt™

3 com resolu¢ao max. de
5K (5120 x 2880) @ 60Hz para uma visualizagdo com uma
conexao de cabo unico

Suporta interface Thunderbolt™
4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz para visualizagdes duplas com

uma conexao de cabo dnico

3 com resolu¢ao max. de

Suporta até dois fluxos (oito faixas) da largura de banda de
video do DisplayPort; suporta daisy-chaining de multiplos
monitores DisplayPort

Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetdo (Codec de

audio Realtek ALC1220)

Suporte dudio Blu-ray superior

Suporta prote¢do contra sobretensdo (Protegdo Total Contra

Picos ASRock)

Suporta Purity Sound™ 4

- Capacitor de Audio Série Ouro Fino Nichicon

- 120dB SNR DAC com amplificador diferencial

- Fone de Ouvido NE5532 Premium para - Conector de
Audio do Painel frontal (suporta fones de ouvido de até
600 Ohms)

- Ligacao Pura
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- Tecnologia de drive direto

- Blindagem de isolamento PCB

- Sensoriamento de Impedancia na porta de saida dianteira
- Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L

- Fonres de Audio Gold

- Conector de Audio de Ouro 15u

e Suporta a tecnologia DTS Connect

LAN 1 x 10 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107):
o Oferece Suporte a Prote¢ao de Relampago/ESD
e Suporta PXE
1 x Intel Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® I1219V):
e Suporta Wake-On-LAN
o Oferece Suporte a Prote¢ao de Relampago/ESD
o Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Suporta PXE

LAN sem fios e Moddulo Intel® 802.11ax WiFi
¢ Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ax
e Suporta banda dupla (2,4/5 GHz)
e Suporta conexdes sem fio de alta velocidade de até 2,4Gbps
e 2 antenas para suportar tecnologia de diversidade
2 (Transmissao) x 2 (Recepgdo)
¢ Suporta Bluetooth 5.0 + Classe II de alta velocidade
¢ Suporta MU-MIMO

E/S do painel e 2x Portas de Antena
posterior ¢ 1x Porta de saida SPDIF ética
e 2x Portas USB 2.0 (Suporta Protegao ESD)
e 2x USB 3.2 Gen2 Tipo Thunderbolt™3-Porta C (40Gb/s para
o protocolo Thunderbolt; 10 Gb/s para protocolo USB3.2)
(Suporta Protegao ESD)*
* Suporta USB-PD 3.0 9V/3A (27W) e 5V/3A (15W)
e 2 Portas Mini DisplayPort Input**
** Escolha os cabos adaptadores regulares mini DisplayPort para
DisplayPort em vez daqueles angulares direitos se usar duas
portas de entrada mini DisplayPort simultaneamente.
e 4x Portas USB 3.2 Genl (Suporta Protegao ESD)***
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Armazenamento

Conector

*** Energia Ultra USB é suportada nas portas USB3_34.
*** Nao hd suporte para a fungdo de despertar ACPI em portas
USB3_34.
e 2x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIGAGCAO e LED
DE VELOCIDADE)
¢ 1xbotdo de limpeza CMOS
¢ Fichas de audio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves /
Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone( Entradas
de Audio Gold)

¢ 8x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento
Raépido Intel 17 e Tecnologia de Resposta Inteligente Intel),
NCQ, AHCI e Conexao a Quente*

*Se M2_3 é ocupado por um dispositivo tipo M.2 SATA,
SATA3_7 sera desativado.

e 2 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061, suporte
NCQ, AHCI, Conector a Quente

e 2xsoquetes Ultra M.2 (M2_1 e M2_2) suportam o médulo
M Key tipo 2242/2260/2280 M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32
Gb/s)**

¢ 1 xsoquete Ultra M.2 (M2_3) suporta o médulo M Key tipo
2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s e 0 médulo M.2
PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Se vocé instalar a CPU com 44 faixas ou 28 faixas, M2_2 serd
desativado.

** Suporta a tecnologia Intel® Optane™

** Suporte PCle RAID

** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao

e 1 x RAID Virtual no cabegote da CPU
¢ 1 x Plataforma SPI TPM
e 1x LED de alimentagdo e Cabecote de Autofalante
e 2 x Cabegotes de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W
¢ 2 x Cabegotes LED Enderegaveis
* Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W
¢ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU
de alimentagdo méxima 1A do ventilador (12W).
¢ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba
de Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha
Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia
do ventilador.
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e 5x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da
Bomba de Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de
Ventoinha Inteligente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua
suporta o ventilador de refrigerador a d4gua de 2A maximo
(24W) poténcia do ventilador.

* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1~5/WP pode detectar
automaticamente se o ventilador de 3 pinos ou 4 pinos estd em
uso.

* 1x Conector de energia 24-pinos ATX (Conector de
energia de alta densidade)

* 2x Conectores de energia 8-pinos 12V (Conector de
energia de alta densidade)

¢ 1x Conector de dudio de painel frontal (Conector de
Audio de Outro 15p)

¢ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0)
(Suporta Prote¢ao ESD)

e 1x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2
Genl) (Suporta Protecdao ESD)

¢ 1x Painel Frontal USB 3.2 Gen2 Tipo C (ASMedia
ASM3142)

* 1x Dr. Debug com LED

* 1x Botao de energia com LED

e 1x Botdo de Reset

Fungbes da * 2x BIOS UEFI oficial da AMI com suporte de interface
BIOS multilingue (1 x BIOS principal e 1 x BIOS de reserva)
e Suporta a tecnologia Secure Backup UEFI
e ACPI 6.1 compativel com eventos de despertar
e Suporte SMBIOS 3.0
e CPU, DRAM, VPPM, VTTM, PCH 1,0V, VCCMPHY,
VCCIO, VCCSA, VCCPLL, CLK VDD Multi-ajuste de

tensao
Monitor de e Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de dgua,
hardware Chassis/Ventoinhas da bomba de 4gua

* Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de dgua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

* Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha
do chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de
dgua, Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

e Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/
Bomba de 4gua, Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

* Monitoramento da tensdo: +12V, +5V; +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA
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SO e Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificacoes e FCC,CE
* Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de
alimentagdo preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste

A das definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagio de
ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do
sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser
realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo
overclocking.
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1.3 Configuragao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper
¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de jumper nos

pinos, o jumper é "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOSI) Abrir: Padrio
Jumper de 2
(ver p.1, N.2 26) pinos

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagdes de configuragdo do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
pardmetros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os pardmetros do
sistema na configuragdo padréo, desligue o computador e retire o cabo de alimentagao,
utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOS] durante 3 segundos.
Por favor, nao se esqueca de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Se vocé precisar apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagio da BIOS,

devera primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS.

Q O botdo para limpar o CMOS tem a mesma fungao do Jumper para limpar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de FLED: Ligue o botao de

sistema

(PAINEL1 de 9 pinos)

ED-
PWRBTN# . x ~
GND alimentagao, o botdo de

reinicializagao e o indicador

(ver p.1, N.0 22) END do estado do sistema no

RESET#

chassi deste suporte, de

HDLED-
HDLED+

acordo com a descri¢do
abaixo. Observe os pinos
positivos e negativos antes
de conectar os cabos.

PWRBTN (Botdao de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma
para desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reinicializacdo
para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagdo no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensio S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado
de suspensio S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagao, um botao de reinicializagdo, um LED
de alimentagio, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar

seu modulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos
correspondem de forma correta.
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*Se M2_3 é ocupado por um

LED de alimentagio e SPEAKER Conecte o LED de alimentagio
DUMMY
Cabegote de Autofalante DUMMY do chassi e o autofalante do
(SPK_PLED]1 de 7 pinos) v | 5 chassi a este cabegote.
(ver p.1,N.° 21) Q
1L OIOIO
|
PLED+
PLED+
PLED-
Conectores série ATA3 o, = [ - Estes dez conectores SATA3
(SATA3_0_1: F_E L g suportam cabos de dados
< |L <
ver p.1, N.° 15) o ==l g SATA para dispositivos de
(SATA3_2_3: gl = [ zl armazenamento interno com
ver pag.1 No. 16) E L E uma taxa de transferéncia de
(SATA3_4_5: o == dados de até 6,0 Gb/s.
ver p.1, N.° 17) ;l T [ ;l * Para minimizar o tempo de
(SATA3_6_7: E L b~ inicializagao, use portas Intel”
ver p.1, N.o 18) o == X299 SATA (SATA3_0~7)
(SATA3_A1_A2: ;I [ ;I para os seus dispositivos
ver p.1, N.° 19) iz L b inicializaveis.
o ==l v
<
2
=4
%

3 ] [ | dispositivo tipo M.2 SATA,
g L SATA3_7 sera desativado.
< |k

o (—] |—]

Plataformas USB 2.0
(USB3_4 de 9 pinos)
ver p.1, N.° 30)

Ha dois cabegotes nesta
placa-mae. Cada suporte

USB 2.0 pode suportar duas

(
(USB5_6 de 9 pinos)
(

portas.
ver p.1, N.° 29) i)
USB_PWR
Plataforma USB 3.2 Genl - H4 um cabecote nesta
o
ummy- IntA_PA_D+
USB3_5_6de 19 pinos 1MA-PE-D nAPAD: laca-mae. Este suporte
Inth_PB_D- enp
GND
(ver p.1, N.° 14) P gl USB 3.2 Gen1 pode suportar
IntA_PB_SSTX- GND d
GND IntA_PA_SSRX+ uas portas.
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus

Vbus
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Painel Frontal Cabegote
USB 3.2 Gen2 Tipo C
(USB32_TC1 de 26 pinos)
(ver p.1,N.0 12)

USB Type-C Cable

Hé um Painel Frontal
Cabecote USB 3.2 Gen2

Tipo C nesta placa mée. Este
cabegote ¢ utilizado para
conectar um mddulo USB 3.2
Gen?2 a portas adicionais
USB 3.2 Gen2.

Suporte de audio do painel
frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.° 35)

GND
PRESENCE #
MIC_RET

‘ _‘ ouT_RET

ololo [¢)
1 0] [¢] (o}
| Toura_L
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
MIC2_L

Este suporte destina-se a
conexao dos dispositivos
de dudio no painel de dudio

frontal.

deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugées no

Q 1. O Audio de alta defini¢do suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi

nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

N

de acordo com os passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligacao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nio
precisa ligd-los ao painel de dudio AC’97.

. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal

E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle

Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.
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Conectores de chassi e
FAN_SPEED

Ventoinha de bomba de FAN'VOLTAGE'CZEEROL FAN_SPEED_CONTROL
agua
(CHA_FAN1/WP de 1234
4 pinos)
(ver p.1, N.° 10)
(CHA_FAN2/WP de FAN_SPEED_CONTROL 4
- CHA_FAN_SPEED 3
4 pinos) FAN_VOLTAGE 2
GND 1
(ver p.1, N.° 25)
(CHA_FAN3/WP de FAN_VOLTAGE_CONTROL | .
GND FAN_SPEED_CONTROL
4 pinos)
(ver p.1, N.2 27) —

(CHA_FAN4/WP de
4 pinos)

(ver p.1, N.° 28)
(CHA_FAN5/WP de
4 pinos)

(ver p.1, N.2 34)

Esta placa mée fornece
conectores de ventoinha
chassi com cinco 4-Pin de
resfriamento a dgua. Se

vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeracdo a
agua de chassis de 3 pinos, por
favor, conecte-o ao Pino 1-3.

FAN_SPEED_CONTROL

Conector da Ventoinha da oo, e, SpeED

CPU FAN_VOLTAGE

GND

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1, N.2 13) T s 7

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da
CPU (Ventilador silencioso)
de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador da
CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de ventoinha de FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

bomba de dgua CPU FAN-VOLTAGE

GND

(CPU_FAN2/WP de
4 pinos) 1.2 3 4
(ver p.1, N.o 11)

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da
CPU de refrigeragao a d4gua

de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador de
refrigeragdo a 4gua da CPU de
3 pinos, por favor, conecte-o

ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.29)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagdo ATX
de 24 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimenta¢do ATX de
20 pinos, introduza-a no

Pino 1 e Pino 13.
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Conector de alimentagao
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.0 4)
(ATX12V2 de 8 pinos)
(ver p.1,N.2 3)

OO0
0000

Esta placa-mae inclui dois
conectores de alimenta¢do
de 12V ATX de 8 pinos.
Para utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 5.
*Aviso: Certifique-se que
o cabo de for¢a conectado
é para o CPU e nao paraa
placa grafica. Nao ligue o
cabo de for¢a PCle a este

conector.

Plataforma SPI TPM
(SPI_TPM_J1 de 13 pinos)
(ver p.1, N.2 20)

1

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
|TPIM,P|RQ

[¢](¢)

I
SPI_TPM_CS#
D

[e)(e](e](e](0)
[e](e][e](¢](e)(e)
)

RSMRST#

SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Este conector suporta um
sistema com SPI Mddulo de
Plataforma Confidvel (TPM),
que pode armazenar com
seguranga chaves, certificados
digitais, senhas e dados. Um
sistema TPM também ajuda a
melhorar a seguranca de rede,
a proteger identidades digitais
e a garantir a integridade da

plataforma.

Cabecotes de LED RGB
(RGB_HEADERI de

4 pinos)

(ver p.1, N.° 32)
(RGB_HEADER?2 de

4 pinos)

(ver p.1, N.° 8)

12VvG R B

Estes dois cabe¢otes RGB sdao
usados para conectar o cabo
de extensdo de LED RGB

que permite aos usudrios
escolher entre varios efeitos de
iluminagao LED.

Atengao: Nunca instale o
cabo RGB LED na orientacao
errada; caso contrario, o cabo
pode ser danificado.

* Consulte a pagina 47 para
obter mais informagoes sobre

esta plataforma.
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Cabecotes LED ,
Enderegaveis GND
(ADDR_LED1 3 pinos) DO_ADDR
vouT
ver p.1, N.° 31)

(
(ADDR_LED?2 3 pinos)
(ver p.1,N.° 5)

Esses dois cabegotes LED
Enderegaveis sio usados para
conectar o cabo de extensdo de
LED Enderegavel que permite
que os usuarios escolham entre
varios efeitos de iluminagao de
LED.

Atengao: Nunca instale o
cabo de LED Ajustavel na
orientagao errada, caso
contrario o cabo pode ser
danificado.

* Consulte a pagina 48 para
obter mais informagoes sobre

esta plataforma.
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RAID Virtual no cabegote
da CPU

(VROCI1 de 4 pinos)

(ver p.1, N.° 33)

Este conector suporta Intel®
Virtual RAID na CPU e RAID
NVME/AHCI na CPU PCIE.

VROC RAID KEY

Com a introdugéo do produto Intel VROC, existem trés modos de operagao:

) Requer uma chave HW

Pasagem  Nao necessdrio

Padrio VROCSTANMOD

Premium  VROCPREMMOD

Mod

1SS VROCISSDMOD

>

(=
Q
c
M
w

*Apenas SSDs Intel sdo suportados.

Principais Recursos

Pasagem apenas (sem RAID)

Gestdo de LED

Suporte de Hot Plug

RAID 0 suporte para Intel Fultondale
NVMe SSDs

Recursos de passagem SKU

RAID O, 1, 10
Recursos Padriao SKU
RAID 5

Fechamento de Furo de Gravagdo RAID 5

*Para mais detalhes sobre VROC, consulte a informagao oficial langada pela Intel.
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1.5 Interruptores inteligentes

A placa-maie tem trés chaves inteligentes: Botdo Liga/Desliga, Botdo Reset e Botdes Clear
CMOS que permitem aos usudrios rapidamente ligar/desligar, reiniciar o sistema ou apagar
os valores CMOS.

Botéo de alimenta¢do O Botao de alimentac¢do permite
(PWRBTN) aos usudrios ligar/desligar o
(ver p.1,N.2 23) sistema rapidamente.
Botao Reset (Reiniciar) e _ o O Botido Reset permite aos
(RSTBTN) . usuarios reinicializar o sistema
o o
(ver p.1, N.0 24) rapidamente.
Botdo Limpar CMOS o _o O Botdo Limpar CMOS permite
(CLRCBTN1) ’ aos usudrios apagar os valores
o o
(ver p.3,N.215) CMOS rapidamente.

ﬁ Esta fungao pode ser utilizada apenas quando o computador e a fonte de alimentagio
estiverem desligados.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock X299 Creator, niezawodnej plyty glowne;j
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczna kontrola
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukeje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,
Q zawartos¢ tej dokumentacji moze zostac zmieniona bez powiadomienia. W przypadku
Jjakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna
w odniesieniu do tej plyty gtownej, nalezy odwiedzié strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobraé liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

o Plyta gléwna ASRock X299 Creator (Wspotczynnik ksztattu ATX)
o Skrécona instrukcja instalacji ASRock X299 Creator

* Pomocnicza ptyta CD ASRock X299 Creator

¢ 1xkarta ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcjonalne)

¢ 1xantena ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcjonalne)

¢ 4 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

¢ 3 xs$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

¢ 3 x gniazda wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalne)

¢ 1x ostona panelu Wejécia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

X299 Creator

e Wspolczynnik ksztaltu ATX
¢ 8 warstwy PCB
e PCB z2 uncjami miedzi

e Obstuga rodziny procesoréw Intel® Core™ serii X dla LGA
2066 Socket (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh i Skylake X)

¢ Digi Power design

¢ Sekcja zasilania 13 Power Phase Design

¢ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

e Intel® X299

e Technologia pamieci Quad Channel DDR4

e 8x gniazda DDR4 DIMM

e Obstuga niebuforowanej pamieci DDR4 4200+(OC)*/4000

(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/
2800 (OC)/2666/2400/2133 non-ECC

* Maksymalna obstugiwana czgstotliwo$¢ pamieci zalezy od
typu procesora.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej
ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.
(http://www.asrock.com/)

e Maks. wielko$¢ pamigci systemowej: 256GB

* Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

e 15y pozlacane styki w gniazdach DIMM

¢ 4x gniazda PCI Express 3.0 x16*
* Po zainstalowaniu procesora z 48 $ciezkami, polgczenia PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIES5 bedg dzialaly z szybkoscia x16/x8/x16/x8.
Po zainstalowaniu modutu M.2 PCI Express w M2_1 lub M2_2,
szybkos¢ potaczenia PCIE2 zostanie zmniejszona do trybu x4.
Po zainstalowaniu moduléw M.2 PCI Express w M2_1 i M2_2,
polaczenie PCIE2 zostanie wylaczone.
* Po zainstalowaniu procesora z 44 $ciezkami, polgczenia PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIES5 bedg dzialaly z szybkoscia x16/x4/x16/x8.
Po zainstalowaniu modutu M.2 PCI Express w M2_1, polaczenie

PCIE2 zostanie wylaczone.
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Thunderbolt™

Audio

* Po zainstalowaniu procesora z 28 $ciezkami, polaczenia PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIES5 beda dziataty z szybkoscia x16/x4/x8/x0.
Po zainstalowaniu modutu M.2 PCI Express w M2_1, polaczenie
PCIE2 zostanie wylaczone.
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
¢ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x1
e Obstuga AMD 3-Way CrossFireX"" i CrossFireX ™**
o Obstuga NVIDIA® 3-Way SLI™ i SLI™**
e Obstuguje NVIDIA® NVLink™ z podwojnymi kartami
graficznymi serii NVIDIA® GeForce® RTX***
o Obstuguje NVIDIA® SLI"™ z kartami graficznymi NVIDIA®
Quadro
** 3_Way CrossFireX"™ i 3-Way SLI™ s3 obstugiwane wylacznie
z procesorem z 48 $ciezkami lub 44 $ciezkami.
*** Mostek NVIDIA NVLink nie jest dostarczany w opakowaniu.
Nalezy go zakupi¢ w firmie NVIDIA® jezeli konieczne.
¢ 1x pionowe gniazdo M.2 (Key E) z wbudowanym modulem
WiFi-802.11ax (z tytu Wejscia/Wyjécia)
e 15p pozlacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIE1 i PCIE3)

e Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Kontroler (Titan Ridge)

e Obstuga interfejsu Thunderbolt™ 3 z maks. rozdzielczo$cia
5K (5120 x 2880) przy 60Hz dla jednego wyswietlacza przez
pojedyncze polaczenie kablowe

e Obstuga interfejsu Thunderbolt™ 3 z maks. rozdzielczo$cia
4K x 2K (4096x2160) przy 60Hz dla dwoch wyswietlaczy
przez pojedyncze polaczenie kablowe

* Obstuga do dwoch strumieni (osiem $ciezek) wideo
przepustowosci DisplayPort; obstuga polaczenia
tancuchowego wielu monitoréw DisplayPort

e Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem treéci (Kodek audio
Realtek ALC1220)
* Obstuga audio Blu-ray Premium
¢ Obstuga zabezpieczenia przed udarami (petna ochrona
ASRock przed impulsami)
e Obstuga Purity Sound™ 4
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 120dB SNR DAC ze wzmacniaczem réznicowym
- NE5532 wzmacniacz stuchawkowy klasy Premium dla
zfacza audio na panelu przednim (Obstuga stuchawek do
600 Om)

- Pure Power-In
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- Technologia Direct Drive

- kranowanie izolacji PCB

- Wykrywanie impedancji na przednim porcie wyjécia
- Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L

- Pozlacane gniazda audio

- 15p pozlacane zfacze audio

¢ Obstuga polaczenia DTS

LAN 1 x 10 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107):
e Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami
atmosferycznymi/ESD
e Obstuga PXE
1 x Intel Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V):
e Obstuga Wake-On-LAN
e Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami
atmosferycznymi/ESD
e Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Obstuga PXE

Bezprzewodowa ¢ Modul WiFi Intel® 802.11ax
sie¢ LAN e Obstuga IEEE 802.11a/b/g/n/ax
e Obstuga dwoch pasm (2,4/5 GHz)
* Obstuga wysokiej szybkosci potgczen bezprzewodowych do
2,4Gbps
e 2 anteny do obstugi technologii dywersyfikacji
2 (nadawanie) x 2 (odbieranie)
e Obsluga Bluetooth 5.0 + Wysokiej szybkosci klasa IT
e Obstuga MU-MIMO

Tylny panel * 2x porty anteny
Wejscia/Wyjscia e 1x port optycznego wyjscia SPDIF
e 2x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 2x port USB 3.2 Gen2 Thunderbolt™3 typu C (40Gb/s dla
protokotu Thunderbolt; 10 Gb/s dla protokotu USB3.2)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)*
* Obstuga USB-PD 3.0 9V/3A (27W) i 5V/3A (15W)
¢ 2 x gniazda wejécia Mini DisplayPort**
** Jesli jednocze$nie s uzywane dwa gniazda wejécia mini
DisplayPort, zamiast katowych, prawych nalezy wybraé zwykte
kable adaptera mini DisplayPort do DisplayPort .
e 4xporty USB 3.2 Genl (Obsluga zabezpieczenia ESD)***
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Przechowywanie

Zigcze

*** Zasilanie Ultra USB jest obstugiwane w portach USB3_34.
*** Funkcja wybudzania ACPI nie jest obstugiwana w portach
USB3_34.
e 2xporty LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
e 1 x przycisk usuwania pamieci CMOS
¢ Gniazda audio HD: Glosnik tylny / Centralny / Basy /
Wejscie liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon (Pozlacane

gniazda audio)

* 8xzlgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17 i
technologii Intel Smart Response ), NCQ, AHCI i Hot Plug*

* Jesli gniazdo M2_3 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu
SATA, zostanie wylaczone SATA3_7.

o 2xzlacza SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061,
obstuga NCQ, AHCI i Hot Plug

e 2x gniazda Ultra M.2 (M2_1 i M2_2), obsluga Key M typu
2242/2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4
(32 Gb/s)**

e 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_3), obsluga Key M typu
2242/2260/2280/22110 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Po zainstalowaniu procesora z 44 lub 28 $ciezkami, M2_2
zostanie wylaczone.

** Obsluga technologii Intel* Optane™

** Obstuga RAID PCle

** Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

e 1 x wirtualne ztacze RAID na gléwkowym ztaczu procesora

o 1 x zfgcze gtéwkowe SPI TPM

¢ 1xdioda LED zasilania i zlacze glowkowe glosnika

o 2 x zlacza gtéwkowe LED RGB

* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W

* 2 xadresowalne ztgcza gléwkowe LED

* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W

¢ 1 x zlgcze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

1 x zfacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)

* Zkacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora
2A (24W).
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Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

* 5 x zlacza wentylatora obudowy/pompy wodnej
(4-pinowe) (Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa
wentylatora)

* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje
wentylator ukladu chtodzenia maksymalnym pradem
zasilania wentylatora 2A (24W).

* CPU_FAN2/WP i CHA_FANI1~5/WP moze automatycznie
wykrywag, jesli uzywany jest wentylator 3-pinowy lub
4-pinowy.

¢ 1 x 24 pinowe zlacze zasilania ATX (Zlacze zasilania
Hi-Density)

* 2x 8 pinowe 12V zlacza zasilania (Ztacze zasilania
Hi-Density)

¢ 1 x zfgcze audio na panelu przednim (15p poztacane
zlacze audio)

o 2 x zfgcza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

¢ 1x porty gtdowkowe USB 3.2 Gen1 (obstuga 2 portéw
USB 3.2 Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

o 1 x zlgcze gtéwkowe Gen2 USB 3.2 typu C panelu
przedniego (ASMedia ASM3142)

¢ 1x Dr. Debug z diodag LED

o 1 x przycisk zasilania z diodg LED

* 1x Przycisk resetowania

¢ 2 x obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z
wielojezycznym GUI (1 x gtéwny BIOS i 1 x zapasowy BIOS)

¢ Obstuga technologii Secure Backup UEFI

e Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.1

¢ Obstuga SMBIOS 3.0

¢ Regulacja wielu napie¢ CPU, DRAM, VPPM, VTTM,
PCH 1,0V, VCCMPHY, VCCIO, VCCSA, VCCPLL, CLK
VDD

¢ Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

¢ Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

¢ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperature CPU):
CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy
wodnej

¢ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy
wodnej

e Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,

DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA 151
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System ¢ Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny

Certyfikaty o FCC, CE
¢ Gotowo$é¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

Nalezy pamigtac, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wigcznie z regulacjg

A ustawiert w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen systemu. Powinno to zosta¢ zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane
przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta”.

W W

Short Open

Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamigci CMOS pamieci CMOS
(CLRCMOSI) 2-pinowa zworka Otwarcie: Domyslne

(sprawdz s.1, Nr 26)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamieci CMOS. Dane w pamieci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawien domy$lnych, wylacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOS]1. Nalezy pamieta¢, aby po
usunieciu danych z pamieci CMOS zdjaé nasadke zworki. Jesli wymagane jest usuniecie
danych z pamieci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem
usuwania danych z pamieci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie
wylaczy¢ go.

Q Przycisk Clear CMOS (Usuri dane z pamieci CMOS) dziata w taki sam sposéb jak

zworka usuwania danych z pamieci CMOS.
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1.4 Wbudowane zfgcza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane ztgcza gléwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek
nad tymi ztgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i
zlgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty glownej.

Z¥ycze glowkowe na panelu P . Do tego zlgcza gtéwkowego

PWRBTN# . . .
systemu GND mozna podiaczaé przycisk
(9-pinowe PANELI) zasilania, przycisk reset i
(sprawdz s.1, Nr 22) ! END wskaznik stanu systemu

RESET#
na obudowie, zgodnie z
HDLED-
HDLED+

przydzialem pinéw ponizej.
Przed podtaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje

pinéw plus i minus.

PWRBIN (Przycisk zasilania):
Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze
skonfigurowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci
wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4

lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wigczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gléwnie

sklada sig z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED
aktywnosci dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu
panelu przedniego obudowy, nalezy si¢ upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydzial
przewodow i pinow.




Dioda LED zasilania i SPEAKER Podlgcz to tego ztacza
DUMMY
zlacze glowkowe glosnika DUMMY gltowkowego diod¢ LED
(7-pinowe SPK_PLED1) oy zasilania obudowy i glosnik
(sprawdz s.1, Nr 21) ; 8 obudowy .
[
PLED+|
PLED+
PLED
Zkacza Serial ATA3 o, = [ - Te dziesig¢ ztaczy SATA3
(SATA3_0_1: g é obstuguje kable danych SATA
sprawdz s.1, Nr 15) o == o dla zewnetrznych urzadzen
(SATA3_2_3: ol pamieci z szybkoécia
sprawdz s.1, Nr 16) E E transferu danych do 6,0 Gb/s.
(SATA3_4_5: o =i=a W celu minimalizacji czasu
sprawdz s.1, Nr 17) ;I ] [T zl uruchamiania, dla urzadzen
(SATA3_6_7: g | (L g uruchamianych nalezy uzy¢
sprawdz s.1, Nr 18) = = portow Intel® X299 SATA
(SATA3_A1_A2: ;I il Z’I (SATA3_0~7).
sprawdz s.1, Nr 19) g [ (L '3_:, * Jesli gniazdo M2_3 jest
= = zajete przez urzadzenie

&3 T [ %I M.2 typu SATA, zostanie

(32} Ly}

< < Taczone SATA3_7.

= (L (L& .

o= =6

Zlacza glowkowe USB 2.0

(9-pinowe USB3_4)
(sprawdz s.1, Nr 30)
(9-pinowe USB5_6)
(sprawdz s.1, Nr 29)

Na tej plycie gléwnej znajduja
sie dwa zfacza glowkowe.
Kazde ztacze gtowkowe

USB 2.0 moze obstugiwaé
dwa porty.

Zlacza glowkowe USB 3.2

Genl

(19-pinowe USB3_5_6)

(sprawdz s.1, Nr 14)

Dummy
IntA_PB_D+
IntA_PB_D-
GND.
IntA_PB_SSTX+
IntA_PB_SSTX-
GND
IntA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX-
Vbus

IntA_PA_D+
IntA_PA_D-
GND
IntA_PA_SSTX+
IntA_PA_SSTX-
GND
IntA_PA_SSRX+
IntA_PA_SSRX-
Vbus

Na tej plycie gléwnej znajduje
sie jedno zfgcze gtéwkowe.
To ztgcze glowkowe USB 3.2
Genl moze obstugiwa¢ dwa

porty.
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Zlacze gtowkowe Gen2 Na tej plycie gtownej
USB 3.2 typu C panelu dostepne jest jedno zlacze
przedniego gltowkowe Gen2 USB 3.2
(26-pinowe USB32_TCl) typu C panelu przedniego.
(sprawdz s.1, Nr 12) To zlacze glowkowe jest
USB Type-C Cable uzywane do podigczania
modutu USB 3.2 Gen2 dla
dodatkowych portéw USB 3.2
Gen2.
Zlacze gtéwkowe audio OND csEncE# To zlacze gléwkowe stuzy do
panelu przedniego M‘C'Rguriren podlaczania urzadzen audio
(9-pinowe HD_AUDIO1) o[o]o <‘j do przedniego panelu audio.
(sprawdz s.1, Nr 35) ! T ? Q\OUW .
J_SENSE
mcz
MIC2 L

R

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidlowo

przewdd panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy
wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w zlgczu gléwkowym

audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich
podlgczac dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.
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ZYycza wentylatora pompy
wodnej obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 10)

(4-pinowe CHA_FAN2/
WP)
(sprawdz s.1, Nr 25)

(4-pinowe CHA_FAN3/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 27)
(4-pinowe CHA_FAN4/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 28)
(4-pinowe CHA_FANS5/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 34)

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND FAN_SPEED_CONTROL
1.2 3 4
FAN_SPEED_CONTROL 4
CHA_FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2
GND 1
FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND FAN_SPEED_CONTROL
1.2 3 4

Ta plyta gléwna udostepnia
pie¢ 4-pinowych zlaczy
wentylatora obudowy
chtodzenia wodnego. Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chtodzenia wodnego
obudowy, nalezy je podtaczy¢
do pindéw 1-3.

ZYacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FANT1)
(sprawdz s.1, Nr 13)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podiaczy¢ do

pinéw 1-3.

ZYacze wentylatora pompy
wodnej CPU

(4-pinowe CPU_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 11)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zlacze obudowy
wentylatora chlodzenia
wodnego CPU. Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chlodzenia wodnego CPU,
nalezy je podlaczy¢ do
pinow 1-3.
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Zkacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 9)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasilania
ATX. W celu uzycia
20-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdluz
pinu 1 i pinu 13.

Zkacza zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 4)
(8-pinowe ATX12V2)
(sprawdz s.1, Nr 3)

Ta plyta gtéwna udostepnia
dwa 8-pinowe zfgcza
zasilania ATX 12V. W celu
uzycia 4-pinowego zasilacza
ATX, nalezy podlaczy¢ je
wzdtuz pinu 1 i pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij

sie, ze podlaczony

kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a
nie do karty graficznej.
Nie podlaczaj do tego
zlacza kabla zasilajacego
PCle.

zfacze gtowkowe SPI TPM
(13-pinowe SPI_TPM_J1)
(sprawdz s.1, Nr 20)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy
CcLK
SPI_MOSI
RST#
|TFI*M,P\RQ

O[O]O!

O[O
0|0
tO[Of
o]

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

To ztacze obstuguje system
SPI Trusted Platform

Module (TPM), ktéry moze
bezpiecznie przechowywa¢
klucze, certyfikaty cyfrowe,
hasta i dane. System TPM
pomaga takze w zwiekszeniu
zabezpieczenia sieci, ochronie
cyfrowych danych osobowych
i zapewnieniu integralno$ci

platformy.
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Z¥ycza gtowkowe LED RGB 1
(4-pinowe RGB_

HEADER1)

(sprawdz s.1, Nr 32)

(4-pinowe RGB_

HEADER?)

(sprawdz s.1, Nr 8)

12vG R B

Te zlacza gléwkowe RGB

sg uzywane do podlaczenia
przedluzacza LED RGB, ktory
umozliwia uzytkownikom
wybor sposréd réznych
efektow $wiatla LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie
nalezy instalowac kabla LED
RGB w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym
razie kabel moze zostac¢
uszkodzony.

* Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza gtowkowego
nalezy sprawdzi¢ na stronie
47.

Adresowalne zlacza 1

gtowkowe LED GND
DO_ADDR

(3-pinowe ADDR_LED1) VoUuT

(sprawdz s.1, Nr 31)

(3-pinowe ADDR_LED?2)

(sprawdz s.1, Nr 5)

Te dwa adresowalne zlacza
gléwkowe LED sa uzywane do
podlaczenia adresowalnego
przedtuzacza LED, co
umozliwia uzytkownikom
wybor sposrod roznych
efektow $wiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy

nie nalezy instalowa¢
adresowalnego kabla LED w
nieprawidlowym kierunku;
w przeciwnym razie kabel
moze zosta¢ uszkodzony.

* Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza gtowkowego
nalezy sprawdzi¢ na stronie
48.
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Wirtualne zfacze RAID 1
na gtéwkowym zlaczu
procesora

(4-pinowe VROCI)
(sprawdz s.1, Nr 33)

GND

+3VSB
GND

VROC RAID KEY

To zlacze obstuguje wirtualne

zlacze RAID Intel® na
procesorze i NVME/AHCI
RAID na polaczeniu CPU
PCIE.

Wprowadzenie produktu Intel VROC, udostepnilo trzy tryby operacji:

SKU Wymagany klucz HW
Przelotowe  Niewymagane :
Standardowe  VROCSTANMOD ’
Premium VROCPREMMOD
1SS VROCISSDMOD :

*Obstugiwane sg wylacznie SSD Intel.

Funkgcje klucza

Wylacznie przelotowe (bez RAID)
Zarzadzanie LED

Obstuga podlaczania bez wylaczania
(Hot Plug)

Obstuga RAID 0 dla SSD Fultondale
NVMe

Funkgje przelotowego SKU
RAID 0, 1, 10

Funkgje standardowego SKU
RAID 5
Obudowa otworu zapisu RAID 5

*W celu uzyskania dalszych szczegétowych informacji o VROC, nalezy sprawdzi¢ oficjalne

informacje wydane przez firme Intel.
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1.5 Inteligentne przetaczniki

Plyta gléwna ma trzy inteligentne przelaczniki: Przycisk zasilania, przycisk resetowania
i przyciski usuwania pamigci CMOS, umozliwiajg uzytkownikom szybkie wlaczanie/

wylaczanie systemu, resetowanie systemu lub usunigcie wartosci CMOS.

Przycisk zasilania Przycisk zasilania umozliwia
(PWRBTN) uzytkownikom szybkie
(sprawdz s.1, Nr 23) wlaczanie/wylaczanie systemu.

Przycisk resetowania Przycisk resetowania umozliwia

(RSTBTN) ... uzytkownikom szybkie

(sprawdz s.1, Nr 24) e o resetowanie systemu.

Przyciski usuwania o o Przyciski usuwania pamieci
pamigci CMOS . CMOS umozliwiajg
(CLRCBTN1) e o uzytkownikom szybkie usunigcie
(sprawdz p.3, Nr 15) wartosci CMOS.

ﬁ Ta funkcja dziata tylko po wylgczeniu zasilania komputera i odlgczeniu zasilania.
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ATX = HH
+ 8dl0I0 PCB
« 224 2l PCB
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+ Digi Power design
« 1300 M /A& X
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M.2 PCl Express 20l M2_1 L M2 20l &XIE &<, PCIE2E
MNEE £ elsLICH.

* 4401 &lele] CPUE & XIotH PCIET/PCIE2/PCIE3/PCIES It
x16/x4/x16/x8 Ol A A E LIC}H.

M.2 PCI Express 20| M2_1 0l &Xl& &<, PCIE2E MEE

= SSLICH.

o
0

163



164

Thunderbolt™

20

* 2801 &lelel CPUE &XIotH PCIET/PCIE2/PCIE3/PCIES It

x16/x4/x8/x0 Ol A AlSHELICH.

M.2 PCl Express 20| M2_1 0l &X|E B2, PCIE2E AIEE

2 ASLICH.

* NVMe SSD & 28 A3z AME JIsotEE X

» PCl Express 3.0 x1 =% 1 M

+ AMD 3-Way CrossFireX™ 2 CrossFireX™ X & #x

. NV|D|A® 3-Way SLI™ 2 SLI™ X & »%
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« HD QUL M: SH ALIZ / S/ HOIA /2tel ¢/ JH
ALl /0013 (2E 2L )
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» ASMedia ASM1061 0il 2|8t SATA3 6.0 Gb/s HYIE 2K, NCQ,
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Y2 HHE OGN 4N SUEUC. BH 42 Bl 420 FHIL S
£ oo

SOt "t FUCH.

W W

Short Open

Clear CMOS & IH &tet: Clear CMOS
(CLRCMOS1) _ Ched @ D=3t

(1 BIOIXI , 26 &1 &S 28 8H

X))

CLRCMOS1 £ AtE73t0d CMOS Ol M&EE CIOIHE X2 #= ASLICH. CMOS ol
NZE OIOIE0E AIAE 2SS, &M, A2t & AIAE &8 TI0IEt 22 Al
A% IE0F ZEELICH AIAE TR0 E NI Il 8822 xD|36td
HARHE 1D MY DEE E2 US 1 &S ALS6H0 CLRCMOS1 2 B2
3 S HEADIANR . CMOS € X2 = BIEAl B &S MAHSIHUAIZ .
BIOS HOIOIES 228 212 CMOSE K0S 22, R4 AlAEES REHE =
HHOI2A HH0IESE 28 ChS CMOS X &S oioF &LICH.

Q Clear CMOS HI EE Clear CMOS FIH 2 s28t J/s& 211 ASLICH.
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USB 3.2 Gen1 @il 0l BtHB =0 atLtel
(19 & USBS _6) s £o.0: OO e ea.0- T ASLICH. ol
(1HOIXI, 14 81 &= s s O JSB 3.2 Genl Bl E ZE
E3x) 2B N = ASLICH

GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus

Vbus

171



172

MO IS Bt CUSB 3.2
Gen2 dolld

(26 Tl USB32_TC1)
(1 HOIXl, 12 H

HxX)

0o

USB Type-C Cable

Ol DIHECE0=E 8¢ THE
Et2 C USB 3.2 Gen2dlld
1IHOF JASLICH. 0] OHE-I;
FJtUSB 3.2 Gen2 £E
USBSZGenZ 25
HZote O AHSELICH.

e 202 ol
(oH HD _AUDIO1)
(1 HOIXI, 35 & &=
x)

=]

i
ES

82 2r02s M 2XE

GND
PRESENCE#
MIC_RET

Oldlti= 2U2 &XE
dH 202 W0l
AZ5kE O ALZELICH.

X 2IGHXI Bt S 2K &Soteie MAISl IHE 2F

Vi
Q 01017t HDAE XI 2ol OF SLICH. EF A & MAI ES A0 L2t A= XIE S

0tet AlAEE &X
2. ACY7 202 Hgs Af
Gl G101l & XI5t Al 2
A. Mic_IN (MIC) &

1GHA A2 .

o
g2 2

MIC2_L 0 AZ&LICt.

Orehet 22 ZX

E et 88 WS 2002

B. Audio_R (RIN) £ OUT2_R 0l &Z5t12 Audio_L (LIN) S OUT2_L 0l &Z

gfLICt.

C. ZXl (GND) € &I (GND) off HZ&LICH.
D. MIC_RET % OUT_RET= HD 2LC|2

Wegez dZs 2eJt ASLICH.

E. 8% 0t0|2E 24316121 H Realtek Xl 0f Z0i| A “FrontMic” &
“Recording Volume( =5 28 )"S Z&&LICt.

HE et ArE

ELICH ACH7 2C]2

OF JA




MAI FE B2 8 {9
(4 B CHA_FAN1/WP)
(1

Ol OtHEE0= 4 &
dA MAL B EEH

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL A
FAN_SPEED_CONTROL T

— GND

HOIX , 10 & &= 500 EETHE O USLICH.
=X Tz 5 3T CPU MAl WAl 2

_u.H O:|D:lo}a;‘L D#O .LL|
30l HHBIMAIL .
(4 T‘il CHA FANZ/WP) FAN_SPEED_CONTROL 4
(1 HoIK 25 % 51 C“:A;f:of:;zzﬁz
=X ) GND 1
(4 1 CHA_FANB/WP)  can voumace contadt | eveco conmmor
(1 TOIX , 27 &1 &2 —
7_‘5}2'(—) 1.2 3 4
(4 Bl CHA_FAN4/WP)
(1 HOIXl, 28 ¥ &=
Zx)
(4 Bl CHA_FAN5/WP)
(1 TOIX , 34 &1 82
X )
CPU B 3{4!E FAN.SPEED.CONTROL 0l OILIES0ls 4 B CPU
(4 I CPU_FAN1) FAN.VOLTAGE @(H*g@)%ﬂaﬂ
(1 HOIXl, 13% &= SIS 0] USLICH.
X)) — <Puw°@ﬁmauﬁ°
—3 0l SIS .

CPU RIEf BX ® H4lH
(48 CPU FANZ/WP)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

Ol BIHZEE0E 41
2UA CPU B 3 HE{ D}

(1 HOIXI, 118 8= ST 0f USLICH 3T
;érx) PP CPU A L H/\I 23" _\LHE
plzsteis 2 B 1-30)
SELIYN=N
ATX ®2 H U Ol DI E S0l 24 B
(24 Bl ATXPWRT) ATX ®2 HUE I}
(1 HOIXI , 98t &= EME 0l USLICH. 20 E
&x) ATX HABSEIE
3 E 138

ArEoteA® &
et AZSHAAIL .

X299 Creator

173



174

ATX 12V M2l HulF 8 s Ol BIHECS 0= 8 ™
(8 B ATX12V1) gggg ATX 12V ® 2 HUE S
(1 HIOIX, 491 &= d ) IOt S Of ASLITH
Ax) 4T ATX MEIZ2HERE
(8 m ATX12V2) ArEot2® B 1t Bl 52
(1 HIOIXl, 3¢ &= et HZEHAAIR .
Ax) *AD: A M
HOIZ0| JD2HE 3=t
Ot:l CPU £91 X
BOIGIAIAIQ. PCle &
HOIZS 0l HUEH O
27X OHIAIR .
SPI TPM &l ol HUHE I, XL
(13 B SPI_TPM_J1) BN, ¢S L OOIEHE
(1 HIOIX, 20 & &t= ReT# OLMGHH Batet 4
- |TFI*M,P|RQ
X)) OIOIOIOI0 U= SPI TPM(Trusted
Qo Q?? Platform Module) Al AEIS
anp o XIS LICH. TPM
RSMRST#
o TS ANAElS HEYT Bot2
Zastn, X MRS
S55 ZYE 2EHS
SXIELICH.
RGB LED &l . 0l 2 JHSl RGB B =
(4 B RGB_HEADERT) 12V6 R B Croest LED =8 &1 S
(1 HOIXl, 32¢ &= Seist = 9l= RGB LED
BX) CI& HoleS b= O
(4 Bl RGB_HEADER?2) Ar2ELIC
(1 HIOIX, 8¢ &= o/ : RGB LED #0128
BX) NRE gsoz A1|6HK
OIYAIR . O s
22 0120 aaE £
USLICH.
« 0l slCAofl Chsr =0t
XI&S 47 HOIXZE
BEGHUAIR .




FA X IsE LED
ol

(3 ADDR LED1)

(1 HOIXI, 31 & &=

3 ADDR LED2)
1

HIOIXl, 58 &=

4
GND
DO_ADDR

vouT

AHolss &
A XISHAl Ot
22 HOIS0
Q&LICH.

* Ol ol A0l CHEt =Dt
XN&E2 48 HIOIXIE

oA .

_II> Ho
F

X299 Creator

175



176

Jtaf RAID On CPU dollc 1

(4 VROC1) oo

(1 HIOIXI, 33 & &=

Z3x) VROG RAID KEY
Intel VROC HIE2 =glez st

SKU HW 210t 228
HWAAZ  ZQoHX &ES8

2E VROCSTANMOD
Ze|0lg  VROCPREMMOD

ISS VROCISSDMOD

*Intel SSD 2t XI&ELICH.
* VROC Ol CHet XbAlEH LHS

+3VSB
GND

22 M I &8 2EE A2

0l HYUH= Intel® Jt&f
RAID on CPU 2t NVME/
AHCI RAID on CPU PCIEE
KI&ELICH.

o

- ASLICH

=R Jls

HAAZ ME (RAID
LED 22|

g =41 XA
RAID 0 2 Intel Fultondale NVMe SSD &
X2 &kLICh

es)

WAAR SKU IS
RAID 0, 1, 10

HE SKU JIs
RAID 5
RAID 5 X0 2 22X

= Intel OIA SALZ 2HEH HEE FXAoINAIL.



X299 Creator

1.5 AOIE ALK

DIHEE0= A0E AAX Al MO EMEHA JASULCH: B HE, 2IH HE &
CMOS XIRJ| HELZ AIAHEE Bel HAHL D, AIAES 2/A5H U CMOS 8t
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NUREREIT : CPU ~ CPU/ KR ~ HLFE / /KR

e (IRHE CPU IR B ohARE e MUmEE ) -

CPU ~ CPU/ K% ~ HFE / KFE X

JRU 2% Tl EE 2881 : CPU ~ CPU/ KR ~ HLFE 1 /KR XU

o FHIEWIFE © +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~
PCH 1.0V ~ VCCIO ~ VCCSA

199



BE RS o Microsoft® Windows® 10 64-bit
AE . FCC~ CE
o ErP/EuP ZFF (FTEIEF ErP/EuP HIHEIR)

*HFFFE G R TEVIIRIEA JIMALG ¢+ httpy//www.asrock.com

AMREESIAE —EMFS - @15 VA% BIOS R E » N “HHEMRR” » BEH
F=TTHT A - EATRE ARNAEIRGASENE » B EXRGHIA IR &
HF o PUTX I LGN B NS FIZE o 2ol T B ARSI T 51 7

200



X299 Creator

1.3 Bkekin'd

PERL AT Bk o 1FBREIE S BNXSLEHIE BAT - PRk “FESE” o NSRS
FH B S BRERHE - B UTRRT o

o W

Short Open
Bl cMOS Bksk FHPE - 1EFR CMOS
(CLRCMOS1) \ TriEg - BOA

(5 151+ 55 26 1) 261BkER

CLRCMOS1 e VFETER: CMOS FHIEE - CMOS R IR EER AL EE R »
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(SATA3 6.7 £ 1 o

n
©
2
k&
(]

d
J
SATA3_A2 SATA3_7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_1

SATA3_A1

USB 2.0 2
(9- %t USB3_4)
(B 17T %30 4)
(9- %t USB5_6)
(ME 1T E294)

P-
USB_PWR

P EA 2 R -
B> USB 2.0 IR L)
TR AR -

USB 3.2 Gen1 it
(19 1 USB3_5_6)
(ME 1T FE141)

Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND

GND. IntA_PA_SSTX+

IntA_PB_SSTX+
IntA_PB_SSTX- GND

GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PA_SSRX-

IntA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus

IntA_PA_SSTX-

ULEM EH B .
It USB 3.2 Gen1 #2217 L)
TR AR -
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B2 C USB 3.2 I E M B — AR
Gen2 it 27 C USB 3.2 Gen2 ]l
(26 41 USB32_TC1) IR A T2 82 USB 3.2
(ME 1T F124) Gen2 B LIRS0
USB 3.2 Gen2 Jifi[] ©
USB Type-C Cable
TR &k G“ERE&%% IEEL A TR E s &

(9 4 HD_AUDIO1) TEEEEIRTE AR -

(WE1T > #E357)

ETRHEEA IR F AN FEF AT L 2ER 5

. JTRIEEH AC'97 EFHTIEING » 1B HEHE LU T AP B & LSRR i & e +
A. F Mic_IN (MIC) E#F| MIC2_L °
B. ¥ Audio_R (RIN) £#%F| OUT2_R » 1 Audio_L (LIN) Z£#%] OUT2_L °
C. el (GND) EEEE e (GND) °
D. MIC_RET #{l OUT_RET HF FiEiF e #HIR o A 7H 24X AC'97 EH
EHESETA] -
E. BSHRIZ X » 155 F] Realtek ZEH[ENT LAY “FrontMic™  (HIZZ X))
VEITF 2 1% “Recording Volume” (REEH) °

Q 1. ERE B LN - (EYUFE_ERIEINGEL L ACHF HDA A REIER LAFE °
2
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HAE IR FHE
(4%F CHA_FAN1/WP)
(LEF1TT HFHioh)

(4%t CHA_FAN2/WP)
(1T F254)

(4%t CHA_FAN3/WP)
(MEL1T 27 )
(4 %1 CHA_FAN4/WP)
(ME 1T 28 t)
(4%t CHA_FAN5/WP)
(ME 1T E34D)

FAN_SPEED

MR A 4 FHokim

FAN_VOLTAGE_CENNLROL FAN_SPEED_CONTROL *}‘L%ﬁm%j{gu °© aD%:fé]}

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE_CONTROL
ND

1.2 3 4

—_ WA

FAN_SPEED_CONTROL

FTHESE 3 SHHLFE K
W B EERE
BRI 1-3

CPU Mm%z
(4 ¥ CPU_FAN1)
(1T F134)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

L FMFRME 4 £ CPU
NE (FFEXE) B e
WS IEFTEESE 3 4 CPU
NI o B R
BT 1-3

CPU KR E#O
(4%t CPU_FAN2/WP)
(1T B1h)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

LR 4 £k XU
B o MIRIETEE R
35t CPU KB G » THF
EEEEIE M 13 -

ATX HIFEEC
(24 1 ATXPWR1)
(LEE1T EH o)

LR 24 £ ATX
FJRRE o BHH 20 £
ATX LR > 3 YR 1 A0
FHEE 13 fIRE -
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ATX 12V HIFE#E & ° PLERER LA 8 41
(8 %j‘kATXIZYi ) 8%%8 ATX 12V B :
(MEL1T - Fal) s 1 FLH 4 5 ATX HJR
(8 %t ATX12V2) TEHYETBA 1 FOETEE 5
(IH 1T 534 e -
* L TERIRIERM
HLEL T CPU, Tl
B, A2 PCle
AR AT R B e 1
SPI TPM #f) v 142 15245 SPI Trusted
(13 %t SPL_TPM_J1) e o Platform Module ({EfF
(LA 17T 5820 1) Eﬁﬁmmo FER - TPM) 245
SIOIOIOIO0 A DA 2 7 AR ~
il Of . BT ~ AR -
A Ve L DT
SPIMISO WL > R TF B

SPI_CSO

spi-paz FIRALR G TR -

RGB LED £} 1 iIXF - RGB S A %5
(4 #F RGB_HEADERI1 ) 12vGé R B RGB LED ZEK£% » A[il
(ME1T HE32D) PR RIRY LED AT
(4 %f RGB_HEADER2) R -

(

WEE1T > FH8A)

VERL: RGB LED £k
JrmIgEE, w0,
IEBEG 47 U1 T fRIXA
BRI -
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A[ Stk LED #25H 1 I% ? ? XA Sk LED B2
(3%t ADDR_LEDI1) GND FH T4 0] SHhk LED ZE K
(W& 170 531 4) oot oE % » ATLA PRI
(3%} ADDR_LED2) LED AR5 -
(1T 5651) R WZLLERG T

TS0l LED £k, 75
i B 48 T T XA
BRI -
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CPU £ LFE#l RAID 1 PELEZEOSZFE CPU L Intel®
(4- %t VROC1) GND HEL RAID HI CPU PCIE £
(B 170 5 334) +avee L NVME/AHCI RAID °

VROC RAID KEY

HIA Intel VROC 7= » 1 = FSzCH 8 E -

B

. {XE:# (JC RAID)

. LED &EH

o PIERIEE

« Intel Fultondale NVMe SSD fJ RAID 0 =74

Bl fHER

. o L SKU IhRE
FidE VROCSTANMOD = -
« RAIDO1~10

i VROCPREMMOD .
e . R SKU DhRE

« RAIDS5

« RAID5E Fik=1
ISS VROCISSDMOD BALAE

* S FF Intel SSD °
* X VROC HIIH1E » 1551 Intel RAE IR °
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L5 BRI

FEREE = ERETT X « AR - EERHANERR CMOS #4 » /RVFH - Pt
T 1 RIAREE - EERGHGER CMOS (8 »

R L EH SR P ST
(PWRBTN) KITFRGE o
(MLE 171 F231)

HEH e o HEEHAATHP R EE
(RSTBTN) . A
(ME1TT > 24 D)

&k CMOS 124 e o &R CMOS #2250 /4 F P
(CLRCBTN1) . &k CMOS 18 -
(WLE3T - FE154)

ﬁ REEXT BT IS A REERILTIRE
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HL AR B dh s Az il e

FARRER R TR MG R TEE L B SJ/T 11364-2006 THLTF
(B IF R PEHITREER Y BFE BB TAR R » #E LU 2 & 188
R ERNE A Y BT RN EUR A SN B ZE AR T PR RS R G B
NG ~ W= IR ERIHARR o (K _ESALE - SR A 52 ERI R AR
FERLE—Z R o B— 28T R G2 MR E AR - kel Atk E R
PR AR S 10 4 -

A FH )T R K44 PR

10

Y

AR T BRI SR R A VR BOT R AR R R E SR %

Bt o
B TR HEMRITHR

F (Pb) | 5 (CA)F (Hg)| /{15 (Cr(VD)| 1B (PBB) % . — 4k (PBDE
ERIE B A
g | < 9| © 0 0 0
IR B
gt | X | O | O 0 o) 0

0 : ZRZ A HHEEVFEZES AT E BRI & 2I91E SI/T 11363-2006 SRHERE
FIREZORLIT -
X : R EEVREDEZB A TR R i & B S)/T 11363-2006 FriE
PUEHIFREEOK » SRZER AT G R EERE + 2002/95/EC HIRLYE ©

B B RATRR ZIMR R R » RIREMRER SR -




{EHERTA]

A

TR RIS B 2EHE X099 Creator ZEHMT » A EHEMT FEHESL BR AR
EEdh o AR ARG AT BB R E A

5t
I RI&GE ©
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HHIF > R—EBA
SRR TR

A AERAERIER » AT EEEMEIE TR ERHRAE » THRINEA] - HIETFEERE

Q HIR LM% B BIOS #KEEFTRE & AT » FT LIS BT EBE » T AITEA]

LERAABAR LTS 17 » 35 LB A THIHEUG RS i B AR FF 2 &Afl o vt ALl
TEHESAGIL BRI VGA £ K CPU 51715 # - ZEHHHYL http://www.asrock.com °

L1 ¢ &P %

FEHE X299 Creator F MR (ATX R~F)
#FEHL X299 Creator R ZHEFE R

HEHE X299 Creator 2 EEHE

1 x # SLI_HB_Bridge 25+ ()
1 x #E8E WiFi 2.4/5 GHz K GER)

4 x Serial ATA (SATA) EEHEHR ()
3x kR CEAM M2 HEFEE) (%)
3x R GEAMR M2 fEE)  GEMA)

1 x /O THIRINE
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1.2 2%

Lo o ATX 5T
. 8/gtk PCB
o 20z 5% PCB

CPU o SCIBEFTY LGA 2066 flifEHT Intel® Core™ X A5 FEHE 35
(Cascade Lake-X  Skylake X Refresh #/I Skylake X)
« Digi Power design
o 13 FEIFMAIERGT
« 71% Intel® Turbo Boost Max £l 3.0

o
=F
i'rn

o Intel® X299

o
o

e lRtl . VU5E;E DDR4 0 B AEH

« 8x DDR4 DIMM ffifi§

« 1% DDR4 4200+(0C)*/4000(OC)/3800(0C)/3733(0C)/
3600(0C)/3200(0C)/2933 (OC)/2800 (OC)/2666/2400/2133
JF ECC ~ AR {EALIER

* ST PR B LR R A A] REAR S BE B B AU T AN [R]

“MFRELEH > FHFRHFEEMEL R R EE -

(http://www.asrock.com/)

o BRRHRHELIEREA R ¢ 256GB

« 1% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 15 u FFIEHE S

BB, « 4x PCI Express 3.0 x16 fifff *
* A 48 {BSEIERY CPU » PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIES 5 LA
x16/x8/x16/x8 HTHELHIT
ANSRTE M2_1 8¢ M2_2 F %24 M.2 PCI Express 154 » PCIE2 5%

[ oy xa FEE o
ANSRTE M2_1 Fll M2_2 _F %228 M.2 PCI Express 54 » 155
PCIE2 °

* EAEHE 44 (BERSER CPU » PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIES
HLL x16/x4/x16/x8 HREERAT
AISRTE M2_1 _F 224 M.2 PCI Express 54 » 155 PCIE2 °
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* A7 28 {EEIERY CPU » PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIES {5 L
x16/x4/x8/x0 HIHEEHAT
ANERAE M2_1 %4 M.2 PCI Express 1548 » {52 PCIE2 e
* 3748 NVMe SSD {F 2 BB RGRS:
« 1xPCI Express 3.0 x1 ffif
« 1% AMD 3-Way CrossFireX"" J CrossFireX "**
« % NVIDIA® 3-Way SLI™ % SLI™**
o 3Z#% NVIDIA® NVLink™ #57# NVIDIA® GeForce® RTX 527
v
o X% NVIDIA® SLI"™ #4i2 NVIDIA® Quadro B/
o {8 48 f6REX 44 15SEIERY) CPU 4% 3-Way CrossFireX ™ £l 3-Way
SLI™ o
** NVIDIA NVLink Bridge ARBEITREM: - IEFHE » 2
NVIDIA® f§H °
o 1xHEE M.2 ffiFE (Key E) » f5E WiFi-802.11ax fiiAH ( (& E
/O £ )-
« VGA PCle ffiiliERA 15 1 F5/E 5541 (PCIEL B2 PCIE3)

Thunderbolt™ o Intel’ JHL7540 Thunderbolt™ 3 ##{%8 (Titan Ridge)
o 1% Thunderbolt™ 3 /1T » %3t B — AR ML) B B 77
F AT B 5K (5120 x 2880) @ 60Hz
o SZ1% Thunderbolt™ 3 /1T » %3t B — AR ML BB 37
SRR B 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
o F% OB (/GE5E ) DisplayPort fATSEE « STiEH B
BB 1% (l DisplayPort ¥

iy

e
=
.

7.1 CHHD EHill& WA RE (Realtek ALC1220 HAMEEAEST )

ThRE

o EREEDLENCE

o STEZERRE (EERE)

o 4% Purity Sound ™ 4 KHE R

- Nichicon Fine Gold 27 &2 B2

- 120dB SNR DAC Je =B i8R

- JE FH ATTAIR & 3 28EAY NE5532 Premium Headset Amplifier
(L HEH = ATE 600 Ohm HIEH)

- il FE IR A

213



- BEEE
- PCB [RHIEEE
- HiT R ARE R E
- BRI A5E R ER RS PCB JE
- EEEHUETL
- 15 1 PR B AN
« 1% DTS Connect

LAN 1 x 10 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107) :
o IRER EHEGRE
« %% PXE
1 x Intel Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® I219V):
o HERHERE AR
o IRER EHEGRE
. S71% 802.3az EEE HiRE £ KA1
« %% PXE

& & LAN « Intel® 802.11ax WiFi f&fH
« S7¥% IEEE 802.11a/b/g/n/ax
o SZIRMEHE (2.4/5 GHz)
o IEENE 2.4Gbps [ A EEE LR EAR
o 2RERTIE 2 (HE) x2 () mEERdl
o 371% Bluetooth 5.0 + Ep# A 11
« S MU-MIMO

isa ¥ 1/0 o 2 x KAEEER
o 1x Ot SPDIF sz
« 2x USB 2.0 BEIR (SIRFIERE)
o 2x USB 3.2 Gen2 Thunderbolt™3 Type-C 3#E#8 ( Thunderbolt
fihas £y 40Gb/s; USB3.2 fiaa#i £y 10 Gb/s)  (STIRFFERE)
* 37 $E USB-PD 3.0 9V/3A (27W) I 5V/3A(15W)
« 2 x Mini DisplayPort i A Bz **
o+ 25 ] RE (5 F WA mini DisplayPort fifi AGHEEER - GFEE—M
mini DisplayPort ## DisplayPort 8H#7 » 77){#1 F B AR o
« 4xUSB3.2 Genl EHELR (SCIRERERGE)
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0t USB3_34 IR $% Ultra USB R ©
o USB3_34 SR IR ACPT MAERTIRE o
o 2xRJ-45 LAN :#$215 » & LED (ACT/LINK LED Jz SPEED
LED)
o 1x {5k CMOS il
o HD HHUETL : REWV\/ hE /REF /RIS / BrEmR
HrH (HoEidEeL)

« 8xSATA3 6.0 Gb/s #25H374% RAID (RAIDO ~ RAID 1 »
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel [SH FETFHMT 17 B2 Intel £5EE 7 JE
i) ~ NCQ ~ AHCI B B +

* 3 M2_3 By SATA JEAUR) M2 E5 B (5 H » #5912 SATA3 7 -

« ASMedia ASM1061 FY] 2 £ SATA3 6.0 Gb/s 7% NCQ ~ AHCI
T BN

o 2x Ultra M.2 5 (M2_1 K2 M2_2) » 788 M Key %
2242/2260/2280 M.2 PCI Express 15fH (% FI5E Gen3 x4
(32 Gb/s)) **

o 1x Ultra M.2 FHEE (M2_3) > S2% M Key %!
2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s fEHEL M.2 PCI
Express 1540 (/5 AJ 3 Gen3 x4 (32 Gb/s)) FHAU **

o TS 44 IREEEN 28 [BEERY CPU > IS {EH M2_2
752 Intel® Optane™ $7i

37 % PCle RAID

** 7% NVMe SSD 1E BB bR RE

« 1x Virtual RAID On CPU Bt

« 1xSPITPM BEEt

« 1x 7EJF LED Kl \HESt

« 2xRGBLED #Eét
* SEGHRE SO PR 12V/3A 0 36W LED {5/

« 2x A[EHE LED #Et
* RGO S PR 5V/3A 0 15W LED &

« 1x CPU A7 %85 (4-pin)
* CPU JRFHEBAZ IR B =) 1A (12W) BURTHZERY CPU iU ©

« 1xCPU //Kin B FETH (4-pin) (B ERAY G5 B 2]
* CPU /7K s BLF VG 28 S 18 A 1=h 2A (24W) R DZR 7K
JEE ©
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o Sx MK B AR EEE (4-pin) (CRERAUJEFEE
PEH)
*BRAR K B LR BB SRR B R 2A (24 W) EUR DIZRHY
KGR °
* A5 3-pin BY 4-pin BURE A - 7] B B){=H] CPU_FAN2/
WP [l CHA_FAN1~5/WP °©
o 1x24pin ATX EREIH (FEEEREE)
« 2x8pin 12V EFEER (H%E BFEHER)
o 1x ATHEMREEEE (15 ¢ BEFEEHE )
« 2xUSB2.0 HEt (371% 4 E USB 2.0 #tR ) (ZIBHE
Ri&)
« 1xUSB3.2Genl HE#t (324% 2 1 USB 3.2 Genl R )
(IRFFENRE)
o 1x FIHEMNR C 47 USB 3.2 Gen2 FEET (ASMedia ASM3142)
+ 1xDr. Debug > & LED
o 1x BRI > & LED
o 1x Bk

BIOS # it « 2x AMI UEFI Legal BIOS * Efifi% BFE S GUI %1%
(1x F BIOS and 1 x f#FH BIOS)
o TR 2D UEFL £l
« ACPI 6.1 & MARE H B
« 2 SMBIOS 3.0
« CPU ~ DRAM ~ VPPM * VITM ~ PCH 1.0V ~ VCCMPHY *
VCCIO ~ VCCSA ~ VCCPLL ~ CLK VDD EE% EFi%

A o JRERNE : CPU ~ CPU / KIGEDN ~ #5% / /KIG DR RS
TAE o BEUFREUHET : CPU ~ CPU / /KIGENH ~ HE%% / KIS E
il

e (IR CPU RS BB FREE RS MRHE ) : CPU ~
CPU / KB ~ #83% / /K BLH RS

JE\ 5% BEEREEF] © CPU ~ CPU / KB ~ #&3% / K%
B

o FEREZYE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~
PCH 1.0V ~ VCCIO ~ VCCSA

T ks Microsoft® Windows® 10 64-bit

nE « FCC CE
ErP/EuP ready (ZEEff ErP/EuP ready BEJF{IHER )
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* AT EAFEME » 35 L HAFINIHE%, ¢ http//www.asrock.com

FHBPERR - EBSE AT REFEE R Y m g - Horh EAE T BIOS FRHIRE ~ £RF

A E HTEEARE T B 15 TR RAHIRE S TR - BBAATTRE & BRI E I - B
EE G RIS E - EIEETTAIEEARER R - A
AEPTE KT ATRERE T AR
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1.3 B3 7

B PIRERE e AR T3 o E RISt LR » B2kl TRERR . -
FIREPHMEE L - Bk ThEEL -

W W

Short Open

Bk CMOS iR g - Bk CMOS

(CLRCMOS1) o PRAR : THA
(H2MEIH 2-pin EL;

fiwaE 26)

fERFIA CLRCMOS1 1R CMOS Y& K}  CMOS FIRIE B & A fa% E & »
WARREER ~ HEA ~ RER R R ek 8 28 - 25 BUERR G ik R 2 M A TR AL E »
A e RAPARE RS TR R B T BRI AR - AT kAR EEE CLRCMOST LS IS
K13 % o FEAED » HBATEERR CMOS 12 HL Nk E » 2 IETFTEH#T BIOS %178
1HP CMOS » BIIZESEEHRUEAH > RRIETTIERR CMOS BIfFRTRAR: -

Q B CMOS SR ELiF R CMOS BEA#AAIRIHYIDIRE
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4 A fpes 2

AR RELTA TR © NGNS ETES Lk S RIZFA L - NFBIRIEETE
HEsT R tRGH L » RE ORI Z 1R

SR AR
(9-pin PANELL1)
(FE2HEH1H -

AR LU T B SIS S
B LR ~ HAR
R AR T

fmae 22) 1 RIS o TEdEE
TR AR LR IE &
HDFEDDLFD- ﬂ“%ﬂ °

PWRBIN ( T itz )
Q ABEEA AT _EHTFRIRIZET o AT Z0E (8 AR A AR 7 i AR Rk 77 2 @

RESET ( £ 3% #o42) :
ZERE AT _E A BRI o F BN AL TIE # EATRE) - # T HaR
AT EATRAB) BN -

PLED ( 4 4% & LED) :

SHPEE R ATIETR LB IRIRRETE TS o S IE (EE(ERF » It LED @554 o Ffft
JEA S1/S3 FEHRAXRERF » LED Er{FAAPTHE « RAAEN S4 HEAR K REBKRAI% (S5) ¥ »
LED €45 °

HDLED ( AT ;% #+ LED) :
SRR AT EHIREREIS ) LED o IFEIETEEIEC A A FIEF » LED e

BRI AT IIRARST & A T - AR £ B2 H AR ~ AR L ~ AR
LED ~ BER%8) LED ~ WW\R B EEEAARL © R Bl A E B ML R -
T (AR R SRS IR B IEREAATT ©
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T LED BMIV\HEst

G ER IR LED Foidk

SPEAKER
(7-pin SPK_PLED1) UMY ﬂ%ﬂﬂ/\@aﬁﬁtﬁtﬁf
(GE2HE1H » +5y| |
ik 21)
1 PLEI!)+ |
PLED+
PLED-
Serial ATA3 308 o - SETHH SATA3 HETEE S 1%
(SATA3_0_1: o 2 PEREETFIE B SATA B
FHLME L E - IR 15) = L L = #45 » B2 ATE 6.0 Gbls
(SATA3_2_3: ~ e Bl RS o
H2ME 1 fW9E 16) 2 2 * FELE BRI
(SATA3_4.5: S LS IR 51 Intel® X299
HBHEE L H - Wk 17) < SATA GHFEIE (SATA3_0~7)
(SATA3_6_7: 2 2 {E BT (T
B 1 H W 1s) & 1L L] + 5 M2_3 % SATA 2B
(SATA3_A1_A2: © = N HEGH - MEER
B 1 H R 19) g g SATA3 7 ©
N =l =l »
il [ gl
5 WIS
USB 2.0 HESt . AE & ERHPER o
P 7 USB 2.0 HESHE AT =092

(9-pin USB3_4)
(GE2EE1H

ik 30)

(9-pin USB5_6)

R ] e A

(GEBRFE1H USB PWR
Rk 29)
USB 3.2 Genl #ESt \ I E R B —(EHES -
(19-pin USB3_5_6) irrs. 0 JOIOL Ao, I, USB 3.2 Genl HF#H57]
(GEZ2MHE 18 » e g IR AR o
w10 b e

Vbus
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AT C #H4Y USB 3.2 A ERMR A —(EaT R

Gen?2 HEEf C JE7 USB 3.2 Gen2 HEST -
(26-pin USB32_TC1) I HESEF T ERE USB 3.2
(FE2ERE1H Gen2 1854 » DISRHEERIMNY
e 12) USB 3.2 Gen2 j##1# o
USB Type-C Cable
AR & A HEST oo ARHESTE A AR
(9-pin HD_AUDIO1) MIC_RET SEE BRI EE -

(BB 1H
Bk 35) 1

WNIHSEHE HDA 7 REIEREESE o FE KA F i R F At AL SR
. HIEEH AC97 EARIER » LA LU T VB a4 Rl e afHEsT -
A. % Mic_IN (MIC) :##:% MIC2_L °
B. /¥ Audio_R (RIN) i##% OUT2_R H/¥ Audio_L (LIN) £ OUT2_L °
C. 4 #3 (GND) :# £ £4 (GND) °
D. MIC_RET J% OUT_RET {#{# HD E#REINR(EH o 175 B1E AC97 &iafl
[ATHT Fi#EE -
E. H BRI BRI A28 70 /8 » F5RT{TF Realtek I HHT [FrontMic fZi7H%
[EREERE] °

Q 1. [EARATIE E AN SR E R A& S NN (Jack Sensing) » (HB% LHIEINGHR
2
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K B R B R R B A ERH R £ 4-Pin

FAN_SPEED

(4 pin CHA_FAN1/WP) ~ FANYOLTAGE.OONTROL| L oo conmror ZKIFT HER LR IZEHE » 18
(FE2EEH1H AT EEEEE 3-Pin BEOKE
Az 10) 1234 AR FEPEE Pin1-3 ¢
(4 pin CHA_FAN2/WP) FAN_SPEED_CONTROL 4
(FE2HELE C”&Sf%fiﬁi'i% :
HRAE 25) GND 1

FAN_SPEED

(4-pin CHA_FAN3/WP)  an voirace_contror
(FH2MmH
i 27) RN
(4 pin CHA_FAN4/WP)
(FE2RE 18 »

Az 28)

(4 pin CHA_FAN5/WP)
(FE2RE 18 »

FAN_SPEED_CONTROL

e 34)
CPU E‘(%*ﬁéﬁ FAN_SPEED_CONTROL 2&3‘:*%%*&@5{% 4-Pin CPU
(4-pin CPU_FAN1) A VoLTAGE | JEVG (R AR 20 o

GND

(EBME L E GRS 3-Pin CPU

HRo% 13) — JEFR » FEPEE Pin1-3 °

CPU/7K?%§(@EL%*§EE FAN_SPEED_CONTROL Zliﬂiff%fﬁﬁﬁﬁﬁﬁ 4-Pin 7J<?%

(4-pin CPU_FAN2/WP) A voLTAGE | CPU R #5E - #5/0ét#
(FHZERE1H > 8% 3-Pin CPU /KB AL

HRAE 11) — FHHEEPin1-3

ATX 5 EEEE AL —#H 24-pin

(24-pin ATXPWR1)
(GEZ2ERE1H >
HRAE9)

ATX BEREEGE o FEHH
20-pin ATX BEJF{HLIESS >
A Pin1 & Pin 13 ©
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ATX 12V EFREE

A LML A 8-pin

(8-pin ATX12V1) UDE'U ATX 12V EJFHZEE -
(E2HE1H | S| B 4-pin ATX EIF
st 4) HLIESS - FEHEA Pin 1 B
(8-pin ATX12V2) Pin5-°
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

¢ Bentuk dan Ukuran ATX
e PCB 8 Lapis
¢ PCB Tembaga 20z

e Mendukung Famili Prosesor Intel® Core™ X-Series untuk Soket
LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh dan Skylake X)

e Desain Digi Power

e Desain 13 Fase Daya

¢ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

e Intel® X299

¢ Teknologi Memori DDR4 Empat Kanal
¢ 8x Slot DIMM DDR4
o Mendukung DDR4 4200+(OC)*/4000(OC)/3800(0C)/3733
(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933 (OC)/2800 (OC)/2666/
2400/2133 non-ECC, memori tanpa bufer
* Frekuensi memori maksimum yang didukung dapat bervariasi
berdasarkan jenis prosesor.
* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 256GB
¢ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
¢ 15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

¢ 4x Slot PCI Express 3.0 x16*

* Jika Anda memasang CPU 48 jalur, maka PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIES5 akan berjalan pada x16/x8/x16/x8.
Jika Anda memasang modul PCI Express M.2 pada M2_1 atau
M2_2, PCIE2 akan turun ke mode x4.
Jika Anda memasang modul PCI Express M.2 pada M2_1 atau
M2_2, PCIE2 akan dinonaktifkan.

* Jika Anda memasang CPU 44 jalur, maka PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIES5 akan berjalan pada x16/x4/x16/x8.
Jika Anda memasang modul PCI Express M.2 pada M2_1, PCIE2

akan dinonaktifkan.
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Thunderbolt™

Audio

* Jika Anda memasang CPU 28 jalur, maka PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIES5 akan berjalan pada x16/x4/x8/x0.

Jika Anda memasang modul PCI Express M.2 pada M2_1, PCIE2
akan dinonaktifkan.

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

1 x Slot PCI Express 3.0 x1

Mendukung AMD 3-Way CrossFireX"™ dan CrossFireX"**
Mendukung NVIDIA® 3-Way SLI™ dan SLI™

Mendukung NVIDIA® NVLink™ dengan kartu grafis seri
NVIDIA® GeForce® RTX ganda***

Mendukung NVIDIA® SLI™ dengan kartu grafis NVIDIA®
Quadro

** 3_Way CrossFireX"™ dan 3-Way SLI"™ hanya didukung oleh CPU
48 jalur atau 44 jalur.

*** NVIDIA NVLink Bridge tidak disertakan bersama kemasan.
Silakan beli dari NVIDIA® bila perlu.

1 x Soket M.2 Vertikal (tombol E) dengan paket modul WiFi-
802.11ax (di bagian belakang 1/O)

15u Bidang Kontak berwarna Emas di Slot VGA PCle (PCIE1
dan PCIE3)

Intel® JHL7540 Thunderbolt™ 3 Pengontrol (Titan Ridge)
Mendukung antarmuka Thunderbolt™ 3 dengan resolusi maks.
5K (5120 x 2880) @ 60Hz untuk satu layar pada sambungan
kabel tunggal.

Mendukung antarmuka Thunderbolt™ 3 dengan resolusi maks.
4K x 2K (4096x 2160) @ 60Hz untuk satu layar pada sambungan
kabel tunggal.

Mendukung hingga dua stream (delapan jalur) bandwidth video
DisplayPort yang mendukung kabel daisy-chain banyak monitor
DisplayPort

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek

ALC1220 Audio Codec)

Mendukung Audio Blu-ray Premium

Mendukung Perlindungan Lonjakan Arus (ASRock Full Spike

Protection)

Mendukung Purity Sound™ 4

- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

- 120dB SNR DAC dengan Amplifier Diferensial

- NE5532 Premium Headset Amplifier untuk Konektor Audio
Panel Depan (Mendukung headset hingga 600 Ohm)

- Daya Masuk Kuat
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- Teknologi Direct Drive
- Pelindung Terisolasi PCB
- Deteksi Impedansi pada port Output Depan
- Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki
- Soket Audio Emas
- Konektor Audio Emas 15
¢ Mendukung DTS Connect

LAN 1 x LAN 10 Gigabit 100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107):
¢ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
¢ Mendukung PXE
1 x Intel LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V):
¢ Mendukung Wake-On-LAN
¢ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
¢ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
¢ Mendukung PXE

LAN Nirkabel o Intel® 802.11ax WiFi Modul

¢ Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ax

¢ Mendukung Dual-Band (2,4/5 GHz)

¢ Mendukung Sambungan nirkabel berkecepatan tinggi hingga
2,4Gbps

¢ 2 antena untuk mendukung teknologi ragam industri
2 (Transmisi) x 2 (Terima)

¢ Mendukung Bluetooth 5.0 + Kecepatan tinggi kelas II

* Mendukung MU-MIMO

1/0 Panel e 2x Port Antena
Belakang ¢ 1x Port SPDIF Out Optik
¢ 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
o 2x Port USB 3.2 Gen2 Thunderbolt™ 3 Type-C (40 Gb/s
untuk protokol Thunderbolt; 10 Gb/s untuk protocol USB3.2)
(Mendukung Perlindungan ESD)*
* Mendukung USB-PD 3.0 9V/3A (27W) dan 5V/3A (15W)
¢ 2 x Port Input Mini DisplayPort**
** Silakan pilih kabel adaptor mini DisplayPort ke DisplayPort dan
bukannya kabel bersudut kanan jika Anda menggunakan dua port
input mini DisplayPort secara bersamaan.
e 4 x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)***
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Penyimpanan

Konektor

*** Daya USB Ultra didukung pada port USB3_34.
*** Fungsi pengaktifan ACPI tidak didukung pada port USB3_34.
e 2xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
e 1x Tombol Clear CMOS
e Soket Audio HD: Speaker Belakang / Tengah / Bass / Saluran
masuk / Speaker Depan / Mikrofon (Soket Audio Berwarna

Emas)

* 8 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17,
dan Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI, dan Hot
Plug*

* Jika M2_3 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka
SATA3_7 akan dinonaktifkan.

* 2 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s dari ASMedia ASM1061,
mendukung NCQ, AHCI, dan Hot Plug

e 2x Soket Ultra M.2 (M2_1 dan M2_2), mendukung jenis modul
2242/2260/2280 M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

e 1 Soket Ultra M.2 (M2_3), mendukung modul M Key tipe
2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2
PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Jika Anda memasang CPU dengan 44 atau 28 jalur, maka M2_2
akan dinonaktifkan.

** Mendukung Intel®* Optane™ Technology

** Mendukung PCIe RAID

** Mendukung SSD N'VMe sebagai disk boot

e 1xRAID Virtual pada Header CPU

¢ 1x Header SPI TPM

e 1x Header LED Daya dan Speaker

e 2x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W

e 2x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W

* 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

¢ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan

Kipas Pintar)

* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
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Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0os

¢ 5 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP dan CHA_FAN1~5/WP dapat mendeteksi
otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
¢ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya dengan
Densitas Tinggi)
¢ 2 x Konektor Daya 12V 8 pin (Konektor Daya Dengan
Kerapatan Tinggi)
¢ 1 x Konektor Audio Panel Depan (15p Konektor Audio
Berwarna Emas)
¢ 2x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)
¢ 1 x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)
¢ 1 Header USB 3.2 Gen2 Tipe C pada Panel Depan (ASMedia
ASM3142)
¢ 1 x Dr. Debug disertai LED
¢ 1 x Tombol Daya disertai LED
¢ 1 x Tombol Atur Ulang

* 2 x AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI
multibahasa (1 x BIOS Utama dan 1 x BIOS Cadangan)

¢ Mendukung Teknologi Pencadangan Aman UEFI

e ACPI 6.1 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

¢ Dukungan SMBIOS 3.0

* Multipengatur Tegangan CPU, DRAM, VPPM, VTTM, PCH
1,0V, VCCMPHY, VCCIO, VCCSA, VCCPLL, CLK VDD

¢ Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air

¢ Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa
Air

¢ Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

¢ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

¢ Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

¢ Microsoft® Windows® 10 64-bit
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Sertifikasi » FCC,CE
* Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/
EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan

A pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi
tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena
overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710
Phone/FaxNo: 1 1.909-590-8308/+1-909-590-1026

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : X299 Creator
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: k{f/"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
X299 Creator / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

RED—Directive 2014/53/EU
[J EN 300 328 V2.1.1 X EN 301 489-17 V3.1.1
[JEN 301893 V2.1.1 [JEN 301 489-3 V2.1.1
[0 EN 300 220 V3.1.1
OLVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
[0 EN 60950-1:2011+ A2:2013 [ EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

ce

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

v

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
November 22, 2019XX
(Date)

P/N: 15G062185000AK V1.0
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